Anul XXII | Nr. 6 [266] lulie/August 2022

¥ flin]o]o
| wwwelectronicaaziro

Aplicatii loT bazate pe
noile dispozitive PMIC

»32

PRODUSELE NOI
INCEP AICI

Descoperiti-le pe digikey.ro/new
.\'\ 'l;}



PRODUSELE NOI
INCEP AICI

Cautati cele mai noi produse? Opriti-va aici. Avand peste

400.000 de produse noi in stoc, noi va indeplinim toate i =3 K /
cerintele legate de componentele electronice si automatizare. L/ qf

D ELECTRONICS

Descoperiti-le pe digikey.ro/new sau sunati la (+40)-31-130 5070.

Digi-Key este distribuitor autorizat al tuturor furnizorilor s3i. Produse noi addugate in fiecare zi. Digi-Key si Digi-Key Electronics sunt marci comerciale inregistrate ale Digi-Key Electronics
in S.U.A. giin alte tari. © 2022 Digi-Key Electronics, 701 Brooks Ave. South, Thief River Falls, MN 56701, S.U.A.
}}‘ ECIA MEMBER
@ Suppe g Chann

pting The futhanzed Channst



EDITORIAL | de Gabriel

Aveam de gand sd
scriu despre expozitia
Embedded World 22
din Germania, dar un
comunicat de presa
al companiei Infineon
din data de 1 lulie 22
m-a determinat sa-mi
schimb planurile, pen-
tru cd este o stire des-
tul de interesanta pen-
tru comunitatea speci-
alistilor in electronicd
din Romania. Asadar,
cititi-l si-l comentam
pe web sau in editia
din luna Septembrie:

“Infineon isi consolideazd competentele sale in calitate
de furnizor de solutii loT”

Infineon Technologies a achizitionat NoBug Consulting SRL
(Romania) si NoBug d.o.o. (Serbia). Infiintata in 1998, NoBug
este o companie privatd de inginerie, care ofera servicii
de verificare pentru toate functionalitatile digitale ale pro-
duselor semiconductoare. Cu aproximativ 120 de ingineri,
NoBug Consulting SRL si NoBug d.o.o. sunt reprezentate in
Bucuresti, Brasov, lasi (toate in Romania) si Belgrad (Serbia).
Prin addugarea acestor centre de competenta in cercetare
si dezvoltare, Infineon accelereaza si mai mult abilitatea
diviziei sale Connected Secure Systems (CSS) in dezvoltarea
de produse loT complexe. Astfel, Infineon construieste
baza pentru infrastructura loT a viitorului, activand securi-
tatea ciberneticd, inteligenta artificiald si invatarea auto-
mata, precum si o conectivitate robusta. “Cdutdm experti
cu cele maiinalte calificdri pentru a ne dezvolta activitatea
loT’, a declarat Thomas Rosteck, presedintele Diviziei CSS
alnfineon. “Prin urmare, Romania si Serbia sunt locatiile alese
pentru extinderea activitdtilor noastre de cercetare si dez-
voltare in Europa de Est.”

Impreuna, NoBug si Infineon sunt acum perfect echipate
pentru a aborda aceasta piata in crestere: In timp ce
Infineon oferd un portofoliu cuprinzator in domeniul loT,
NoBug aduce cu sine o experienta specializata in verifica-
rea digitala a solutiilor complexe de tip System-on-Chip
(SoC). “Aceasta crestere considerabild a expertizei in dome-
niul verificdrii permite companiei Infineon sa ofere clientilor
sdi mai multe produse de top intr-un timp de lansare pe piata
redus’, a declarat Guenter Krasser, vicepresedinte si direc-
tor general al Infineon Romdnia. “De asemenea, achizitia
va consolida si mai mult Infineon Romania ca locatie de
crestere pentru cercetare si dezvoltare in Europa si deschide
noi siample oportunitdti de dezvoltare pentru inginerii nostri.”
Avand in prezent peste 500 de ingineri de cercetare si dez-
voltare, Infineon Romania detine proprietatea de cerce-
tare si dezvoltare intr-o varietate de segmente de produse
Infineon. Centrul de dezvoltare din Bucuresti a fost
nfiintat in 2005 si a devenit unul dintre cele mai mari centre
de cercetare si dezvoltare ale Infineon din Europa.
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Castigati un kit de
evaluare Microchip
SAM V71 Xplained Ultra

Kitul de evaluare SAM V71 Xplained Ultra este o platforma
hardware pentru a evalua ATSAMV71Q21 si alte microcontrolere
bazate pe ARM® Cortex® — M7 din seriile SAM V70, SAM S70 si
SAM E70. Sustinut de platforma de dezvoltare integrata, kitul
ofera acces usor la caracteristicile ATSAMV71Q21 si explica
modul de integrare a dispozitivului intr-un proiect personalizat.
Seria SAMV de microcontrolere pentru industria auto bazate pe
Arm Cortex-M7 de la Microchip se concentreaza pe conectivi-
tatea sistemelor de informare si divertisment de la bordul
autovehiculelor pentru amplificatoare audio, unitati de control
telematice sau unitati principale. Microcontrolerele SAM V
ofera cea mai buna combinatie de interfete de conectivitate —
inclusiv Ethernet AVB, MediaLB, USB si CAN-FD — cu nucleul
Arm Cortex-M de cea mai inalta performanta, care ofera pana
la 1500 CoreMarks®.

Dispozitivele SAM V71 sunt o familie de microcontrolere Flash
pentru automobile bazate pe procesorul ARM Cortex-M7 pe 32-
biti de inalta performanta cu unitate in virguld mobila (FPU) cu
dubla precizie. Aceste dispozitive functioneaza la o frecventa de
pana la 300MHz si dispun de pana la 2048 Kbaiti de memorie
Flash si pana la 384 Kbaiti de memorie SRAM multiport, care este
configurabila cu memorii de instructiuni si date strans cuplate
pentru a valorifica functiile DSP avansate ale nucleului.

Kiturile de evaluare din seria Xplained Ultra includ pe placa un
depanator embedded si nu sunt necesare instrumente externe
pentru a programa sau depana ATSAMV71Q21. Kitul ofera, de
asemenea, periferice suplimentare pentru a extinde caracteristicile
placii si pentru a facilita dezvoltarea de proiecte personalizate.

Pentru a avea sansa de a castiga un kit de evaluare
Microchip SAM V71 Xplained Ultra sau pentru a beneficia
de o reducere de 15% la urmatoarea achizitie Microchip
si transport gratuit, accesati pagina:

si introduceti datele voastre in formularul online.

Farnell obtine o margine opera-
tionala record, in urma publicarii
de catre Avnet a rezultatelor din

trimestrul al treilea

) Farnell

Avnet, Inc. a anuntat rezultatele pentru cel de-al treilea trimestru
incheiat la 2 aprilie 2022, raportand un alt trimestru cu vanzari
solide si o crestere a marjei operationale. Aceste rezultate au
fost din nou sustinute de o performanta solida din partea diviziei
Farnell, cu o crestere a vanzadrilor de 18,4% de la an la an, pana
la 469 milioane USD. Marja operationala a Farnell a crescut la
14,9% in trimestrul al treilea, ceea ce reflectd soliditatea
performantei sale globale.

Acesta este rezultatul investitiilor continue ale companieiin extin-
derea gamei de produse din portofoliul sau global de stocuri siin
dezvoltarea in continuare a capabilitatilor sale de comert elec-
tronic. Afacerea a planificat sa adauge 250.000 de noi SKU-uri
pana in anul fiscal 22 si a livrat pana in prezent 63% din acest total,
portofoliul global existent apropiindu-se acum de un milion de
produse. Investitiile suplimentare in capacitatile de comert electronic,
introducerea de noi produse si sustinerea continud a comunitatii
de ingineri online au fost, de asemenea, factori cheie ai cresterii.

In domeniul comertului electronic, Farnell continué sa isi consoli-
deze oferta, cu peste 72% din comenzile tranzactionale plasate
online pe parcursul trimestrului, ceea ce reprezinta cel mai bun
trimestru din punct de vedere istoric al Farnell, 56% din vanzarile
Farnell fiind realizate online. Acest lucru marcheaza al saselea tri-
mestru consecutiv de crestere a vanzarilor online ale companiei.

Rob Rospedzihowski, Presedinte al departamentului Véanzari,
EMEA, a declarat: “Suntem multumiti de aceste ultime rezultate
care, dupd rezultatele la fel de impresionante din trimestrul al doilea,
sunt deosebit de incurajatoare, deoarece continudm sa demon-
strdim performante solide in anul fiscal 22 pand in prezent. In con-
tinuare, comertul online este un domeniu de interes major pentru
afacerea noastrd si joacd un rol cheie atat in cresterea companiei,
catsiinimbunadtdtirea ofertei pentru clienti, deoarece ne angajdm
sd oferim o experientd web superioard. Rezultatul este cd, in prezent,
peste 70% din vdnzdrile si comenzile noastre sunt plasate prin
intermediul cdilor de comert electronic, in timp ce continudm sé ne
diferentiem oferta de produse prin lansarea de noi linii de furnizori
si extinderea in segmentele principale si noi.”

Un stoc extins al Farnell ramane o prioritate cheie pentru grupul
Avnet si a fost un factor esential pentru ca marja operationala
ajustata a Avnet sa ajunga la 4,7% in trimestrul respectiv, iar
marja sa bruta sa creasca de la 12,2% la 12,5%.

Regiunea EMEA a obtinut rezultate trimestriale record, cu toate ca
Farnell a pus capat tuturor intereselor de afaceri din Rusia, alaturi
de provocdrile continue legate de incertitudinea pietei si de
cresterea timpilor de executie asociate cu pandemia COVID-19.
Acest succes a fost determinat in special de o crestere a cererii din
partea sectoarelor industriale, de securitate si de transporturi.
Aflati cum sustine Farnell initiativele clientilor sdi, accesand:
https.//uk farnell.com/ready4tomorrow?|CID=I-HP-LB-R4T-NEW-
BRAND-OCT21-WF2601540.

= Farnell | https://rofarnell.com

ElectronicaeAzinr. 6 /2022



Server-on-Modules
for extreme
edge conditions

Based on Intel® Xeon® D processors

COM HPC

—— "" ““El'm (R L -® ~ '] i
i ...9..: o ol ,Ta _@é it :

| SCANME &=

5 g

S



SOLUTII DE MOBILITATE

L

Modele si a_plicatii

Articolul analizeaza solutiile traditionale de mobilitate, cum ar fi sistemele de transport si
vehiculele cu ghidare automata (AGV) si le compara cu AMR-urile. Se examineaza beneficiile
utilizarii AMR-urilor si cum se poate extinde utilitatea acestora prin cresterea si diversificarea
tipurilor de roboti mobili autonomi. Se discuta despre integrarea software a flotelor de
AMR cu alte sisteme, inclusiv despre capabilitatile de orientare de mare precizie, despre
impactul potential al AMR-urilor asupra sigurantei lucratorilor si despre administrarea si
simularea flotelor de AMR-uri. In final, articolul analizeaza pe scurt cum poate fi maximizata
durata de viata a unui AMR, cum pot fi identificate problemele potentiale inainte ca acestea
sa duca la opriri neprogramate si cum se pot planifica proactiv reparatiile si inlocuirile de
piese pe baza opririlor programate si a altor considerente operationale.

Autor: Rolf Horn | Inginer de aplicatii
Digi-Key Electronics

Robotii mobili autonomi (AMR) sunt
utilizati in multe industrii intr-o varietate
tot mai mare de aplicatii logistice. Spre
deosebire de sistemele fixe de transport de
materiale, cum ar fi benzile transportoare,
AMR-urile se pot deplasa in jurul unei
instalatii fara limita de timp, pe un traseu
fix. Comunicatiile lor wireless si sistemele
de navigatie incorporate le permit sa
primeascd comenzi privind destinatia
urmatoare. AMR-urile pot naviga pana la
locatia solicitatd fara a fi programate si pot
chiar sa gdseasca un traseu alternativ in
cazul in care se intalneste un obstacol.

AMR-urile pot face ca procesele de productie,

8

operatiunile de depozitare si fluxurile de
lucru sa fie mai eficiente si mai productive
prin indeplinirea unor sarcini fara valoare
addugatd, cum ar fi transportul, ridicarea si
predarea materialelor, pentru a permite
angajatilor sa efectueze sarcini complexe
care aduc valoare addugata.

Desi este o tehnologie relativ tanara, AMR-
urile se regdsesc deja intr-o gama larga de
modele distincte, optimizate pentru a
indeplini un anumit tip de sarcini.
AGV-urile pot aduce materiale intr-o
anumita locatie cu mai multa flexibilitate
decat un sistem de benzi rulante, dar sunt
mult mai putin flexibile decat AMR-urile.

Ca si sistemele conveioare, AGV-urile au un
traseu fix. Insd, in cazul AGV-urilor, traseul
poate fi modificat mai usor si mai rapid
decat in cazul benzilor rulante. AMR-urile
pot lucra in colaborare cu oamenii, ofera o
flexibilitate mult mai mare si gdsesc cel mai
eficient traseu pentru a indeplini o sarcina
specifica. Dacd un AMR intalneste un obsta-
col, acesta isi poate schimba traseul in
consecinta si isi poate continua drumul
spre destinatie. In cazul in care un AGV
intalneste un obstacol, acesta se opreste si
are nevoie de asistenta inainte de a conti-
nua pe traseul sau prestabilit (Figura 1).
AMR-urile utilizeaza o combinatie de putere
de calcul incorporata si centralizata si de
senzori sofisticati pentru a interpreta mediul
fnconjurator si pentru a naviga in jurul obsta-
colelor fixe, cum ar fi rafturile si statiile de lucru,
si a obstacolelor variabile, cum ar fi stivui-
toarele, oamenii, AGV-urile si alte AMR-uri.

ElectronicaeAzinr. 6 /2022



Kitul de instrumente de integrare (ITK) este
interfata Omron care permite integrarea
centralizata intre AMR-uri si software-ul
aplicatiei clientului, cum ar fi un sistem de
executie a productiei (MES — Manufacturing
Execution System) sau un sistem de adminis-
trare a depozitului (WMS — Storage Manage-
ment System).

De exemplu, AMR-urile pot fi integrate cu
sistemele de control al depozitului intr-un
mediu de depozit si centru de distributie,
oferind acestora o flexibilitate sporitd pentru
a-si crea rutele intre locatiile dintr-o fabrica.
Rezultatul este un robot mult mai capabil
sd lucreze cu oamenii in mediile dinamice
ale majoritatii operatiunilor de indeplinire
a comenzilor si de depozitare.
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Atunci cand un AMR se apropie de un obstacol (stdngay),

| Aplicatii cu roboti mobili autonomi

Tehnologia HAPS poate, de asemenea, sa
se deplaseze uniform intr-un spatiu definit
CU O precizie sporita si/sau sa se opreasca
cu precizie la un obiectiv predefinit, dar
printr-o rotire. Cu ajutorul HAPS, AMR poate
urmari banda magnetica (mag tape) de pe
podea pentru a se deplasa catre un obiectiv,
similar unui AGV.

Un senzor HAPS aflat sub AMR este utilizat
pentru a face o tranzitie lina de la modul
complet autonom la traseul definit de
banda magnetica.

AMR-ul utilizeaza apoi o combinatie de
senzori integrati si markeri pe podea pentru
anaviga cu precizie si a se opri in anumite
locatii (Figura 2).

acesta poate naviga independent in jurul acestuia.
Atunci cand un AGV se apropie de un obstacol (dreapta),

se opreste pand la sosirea tehnicianului.

Un AMR poate functiona si ca un AGV
Unele aplicatii AMR, cum ar fi livrarile de
materiale catre benzi transportoare, ali-
mentatoare si standuri de testare, necesitd
ca robotul sa se opreasca intr-un anumit
loc cu o precizie si o repetabilitate ridicate.
Managerii de flote care utilizeaza AMR-uri
Omron pot alege dintre doua sisteme de
pozitionare de inalta precizie: sistemul de
pozitionare cu aliniere a celulelor (CAPS —
Cell alignment position system) si sistemul
de pozitionare de inalta precizie (HAPS —
High accuracy positioning system).

CAPS sau HAPS pot imbunatati precizia de
sosire la destinatie de la aproximativ +100
mm la £8 mm. Laserul principal de scanare
de siguranta de pe partea frontald a AMR-
ului este utilizat de tehnologia CAPS pentru
a detecta locatia unei tinte si permite aces-
tuia sa se deplaseze spre locatia respectiva
cu o precizie ridicata.

www.electronica-azi.ro u n m
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Atunci cand functioneazd in modul HAPS,
un AMR Omron poate intra siiesi de pe un
traseu de banda magneticd in orice punct.
Acest lucru ii permite AMR-ului sa treaca
fara probleme de la functia naturala si de
navigare autonoma la ghidarea pe banda
magnetica de tip AGV. Daca este echipat
cu senzori HAPS fata si spate, AMR-ul se
poate deplasa cu precizie inainte si inapoi
de-a lungul traseului benzii magnetice.

Sistemul Omron AMR poate fi personalizat

de catre dezvoltatori, integratori si utiliza-

torii finali pentru diverse incarcaturi utile si

atributii (Figura 3). Pe langa posibilitatile de

integrare ale unei instalatii sustinute de ITK,

combinatia dintre CAPS si HAPS sporeste

abilitatile acestor AMR-uri atunci cand este

necesara o pozitionare precisa si repetabild

si deschide noi aplicatii, cum ar fi:

« Livrarea de cdrucioare pline cu materiale

 Inspectia inventarului in magazinele de
vanzare cu amanuntul

« Roboti de curierat securizat pentru alivra
articole oaspetilor hotelului sau compo-
nente de mare valoare la statiile de lucru

« Dezinfectarea spatiilor publice

o AMR-uri colaborative personalizate

» Benzi transportoare

« Livrarea de obiecte grele de pana la
1.500 kg >

Omron CAPS (stdngal) utilizeazd laserul de scanare frontald al AMR-ului combinat cu
navigatia autonomd pentru a localiza si a se deplasa la o locatie tintd cu mare precizie.
HAPS (dreapta) utilizeazd o combinatie de markeri, cum ar fi banda magneticd si senzorii

din dotare, pentru a naviga si a se opri in zone specifice.

©Omron
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AMR-urile sunt disponibile in diverse configuratii
optimizate pentru a indeplini sarcini specifice.

OEM Solution

Cart LD (ESD)
transporter

LD 6080

Robotizare sigura

Operarea in siguranta este obligatorie pen-
tru AMR-uri. Printre exemplele de senzori de
siguranta standard se numara sonarul din
spate si laserele frontale pentru detectarea
obstacolelor, un senzor pentru bara de pro-
tectie frontala pentru a opri AMR-ul daca
intra in contact cu un obiect si discuri lumi-
noase pentru a alerta persoanele din apro-
piere ca AMR-ul se afla in functiune (Figura 4).

Se pot adauga senzori optionali pentru
cerinte specifice, cum ar fi identificarea
obstacolelor proeminente sau suspendate.

AMR-urile trebuie sa respecte diverse
reglementari nationale si internationale in
materie de sigurantd, cum ar fi EN 1525
(Siguranta camioanelor industriale, a cami-
oanelor fara sofer si a sistemelor acestora),
ANSI 56.5:2012 (Standard de siguranta

REAR SONAR

Detect rear obstacles
USING Sonar.

LIGHT DISCS

FRONT BUMPER

Stops when in contact
with obstacle

LD 250 HD 1500

pentru vehiculele industriale fara sofer, cu
ghidare automata si pentru functiile auto-
matizate ale vehiculelor industriale cu per-
sonal) si JISD 6802:1997 (Sisteme de vehicule
cu ghidare automata — Reguli generale
privind siguranta).

Evaluari de siguranta la nivel de sistem
Respectarea diferitelor standarde nationale
siinternationale reprezinta doar inceputul
sigurantei AMR-urilor. Aceste sisteme repre-
zintd o tehnologie in continud evolutie. Ele
devin din ce in ce mai complexe si manipu-
leaza sarcini utile mai grele, creand noi
provocdri in materie de siguranta.

Pentru a aborda problemele de sigurantd in
continua evolutie ale AMR-urilor, Omron
oferd un serviciu de consultantd in domeniul
sigurantei, care asigura asistenta in materie
de proiectare, evaluare a riscurilor, testare si
validare a implementarilor AMR-urilor.

© Omron

SAFETY SCANNING LASER

Safety-rated laser used for SLAM
(simultaneous loc
mapping) and saf

1and

functionality.

LOW FRONT LASER

sor detects low-profile
miaving forward

AMR-urile Omron sunt conforme cu standardele de siguranta 1SO EN1525, JIS D6802
si ANSI B56.5, au mai multi senzori standard dedicati sigurantei si pot fi echipate cu
senzori optionali pentru o sigurantd sporitd in scenarii de aplicatii specifice.
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Collaborative
robot solution

© Omron

Courier with
lock box

Muobile manipulator

Conveyor
with OMRON TM top
collaborative robol

De exemplu, noul standard ISO 3691-4
include cerinte specifice pentru spatiul
liber dintre robotii mobili si alte structuri.

Asistenta oferitd de consultantii serviciului

de siguranta Omron include:

« Reexaminarea proiectului de dispunere
si de identificare a zonelor, conform
cerintelor ISO 3691-4

» Calcule de proiectare, in special in cazul
aplicatiilor cu trafic ridicat sau in care se
deplaseaza sarcini grele

« Testarea sivalidarea solutiei la fata locului

Manager de flota AMR

Implementarea unui singur AMR este aproa-
pe de neconceput. Flotele de 100 de AMR-uri
sunt cele mai frecvente, iar Omron dispune
de o solutie de management a AMR-urilor
care oferd captare de date, analiza si rapor-
tare integrate pentru a permite organiza-
tiilor sa optimizeze performanta operatiunii
generale a unitatii, precum si a flotei de
roboti rezidenti.

Dispozitivul de retea Enterprise Manager
2100 este o solutie hardware si software
proiectatd pentru a administra o flota de
AMR-uri (Figura 5). Software-ul de manage-
ment al cozilor de asteptare este utilizat
pentru a comunica cu AMR-urile individu-
ale; acesta atribuie sarcini fiecarui AMR pe
baza cererilor de lucru de la utilizatori sau
de la echipamentele automate.

Solutia Omron Fleet Operations Workspace
(FLOW) ruleaza pe Enterprise Manager 2100
si oferd un sistem inteligent de administrare
a flotei care monitorizeaza locatiile robo-
tilor mobili si fluxul de trafic. Enterprise
Manager 2100 permite utilizatorilor sa ges-
tioneze si sa actualizeze configuratiile AMR.
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Software-ul coordoneaza interactiunea si
miscarea AMR-urilor, astfel incat fiecare
robot sa cunoasca locatia si traseul oricarui
AMR din vecinatatea sa.

Prin automatizarea diferitelor sarcini de
gestionare a robotilor, software-ul FLOW
reduce cerintele de programare asupra
sistemelor de executie a productiei (MES)
si a sistemelor de planificare a resurselor
intreprinderii (ERP).

© Omron

Caracteristicile FLOW includ:

« Setdeinstrumente de integrare a flotei
bazat pe standarde industriale, inclusiv
Restful, SQL, Rabbit MQ si ARCL

« Prioritizarea sarcinilor in functie de
nivelul de importanta

« ldentificarea si selectarea celor mai rapide
rute pe baza traficului uman si robotizat

« |dentificarea cdilor blocate si atribuirea
unor rute alternative

» Optimizarea atribuirii sarcinilor AMR

« Optimizarea programelor de incarcare
a bateriilor pentru a maximiza timpul
de functionare a flotei

Simularea poate optimiza

flotele de AMR-uri

Chiar finainte ca dispozitivul de retea
EM2100 sa fie implementat pentru ges-
tionarea flotei, software-ul Fleet Simulator
permite utilizatorilor sa planifice traficul si
fluxurile de lucru pentru flotele de roboti
mobili autonomi si ajuta la identificarea si
rezolvarea posibilelor probleme.

| Aplicatii cu roboti mobili autonomi

Localizarea AMR-urilor, planificarea traiec-
toriei, evitarea obstacolelor, simularea sar-
cinilor si managementul flotei pe baza
unei harti a instalatiei reale pot fi modelate
cu acuratete folosind Fleet Simulator de la
Omron. In plus, simularile pot fi utilizate
pentru a optimiza compozitia flotei AMR
si pentru a prezice randamentul. Un
EM2100 poate fi configurat ca Simulator
de Flota la fabrica sau cu o actualizare de
software pe teren.

Dispozitivul de retea
Omron 2100 Enterprise
Manager este creat
pentru a gestiona flote de
pand la 100 de AMR-uri.

‘Starea de sanatate’a AMR-urilor

Odatad ajunse pe teren, se asteapta ca AMR-
urile sa functioneze aproape in permanentg,
iar intretinerea preventiva poate fi un ele-
ment crucial pentru o implementare de suc-
ces. Pentru a sustine aceasta nevoie, Omron
ofera vizite de tip Wellness care includ eva-
luari periodice in incinta a starii AMR-urilor
individuale, permitand programarea in
avans a intretinerii, minimizand astfel timpii
de nefunctionare costisitori.

Beneficiile vizitelor ‘wellness’includ:

« Maximizarea duratei de functionare a
AMR-urilor

« Mentinerea eficientei maxime de
functionare a AMR-urilor

« Identificarea in avans a problemelor
potentiale, minimizand timpii de oprire
neprogramati

« Programarea proactiva a reparatiilor si
a inlocuirii pieselor pe baza opririlor
programate si a altor considerente
operationale

© Omron

Simulatorul de flotd Omron ruleazd pe dispozitivul de retea Enterprise Manager 2100
si poate optimiza o intreagad flotd de AMR-uri eterogene inainte de implementare.

www.electronica-azi.ro u “ m

Rezumat

AMR-urile sunt utilizate pentru a face
operatiunile de depozitare, procesele de
fabricatie si fluxurile de lucru mai eficiente
si mai productive prin preluarea si predarea
materialelor, permitand personalului calificat
sd efectueze alte activitati complexe care
adauga valoare.

Pe masura ce varietatea sarcinilor care
utilizeaza AMR-uri s-a extins, au fost dezvol-
tate noi modele de AMR-uri, ceea ce a com-
plicat gestionarea flotelor de asemenea
echipamente. Managementul flotelor de
AMR-uri incepe cu simularea interactiunilor
dintre AMR-uri intr-un mediu sintetic
inainte de lansarea flotei.

Odata ce flota a fost implementata, AMR-
urile trebuie sa functioneze in conditii de
sigurantd, in mod eficient si cu un timp de
nefunctionare minim.

Sunt disponibile dispozitive hardware si
software centralizate care pot fi utilizate
pentru a simula potentialele implementari
de AMR-uri, precum si pentru a monitoriza
operarea sigurd, eficienta si fiabila a flote-
lor de AMR-uri.

= Digi-Key Electronics
www.digikey.ro
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si intrarea intr-un nou
model de afaceri

“America First” a fost un slogan politic preferat al ultimului
presedinte al SUA. Si, cu siguranta, este valabil si pentru plat-
formele cloud: Furnizorii din SUA sunt lideri in acest domeniu.
Totusi, acum sunt disponibile alternative europene pentru multe
sarcini de procesare a datelor. Acestea ofera suveranitatea
datelor si oportunitatea unui nou model de afaceri.

Autor: Bernd Hantsche

Director Product Marketing Embedded & Wireless == RUTRONIK

Rutronik

De zeci de ani, Windows si Office au fost
alegerea software-ului pe majoritatea
computerelor din intreaga lume. In ciuda
acestui fapt, o alta divizie a Microsoft a
crescut rapid in ultimii ani si va fi in curand
responsabila pentru jumatate din profitul
operational al companiei de tehnologie:
platforma cloud Azure. Dar v-ati insela daca
ati crede ca Microsoft joaca acelasi rol de
lider in domeniul cloud ca si in cel al siste-
melor de operare si al programelor de
birou. O companie fondata ca un retailer de
carti online in 1994 si-a extins, de aseme-
nea, activitatea pentru a oferi Amazon Web
Services (AWS), o platforma cloud si mai
mare. Potrivit Statista, un important furnizor
de date de piata si de consum, AWS este
responsabil pentru aproximativ o treime
din serviciile cloud, in timp ce Azure de la
Microsoft reprezinta aproximativ o cincime.

12
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Google, specialistul in domeniul cautarilor
pe internet, urmeaza pe locul al treilea cu
GCP si detine o cota de piata cu putin peste
9%. Un alt jucator de pe piata solutiilor
cloud B2B este IBM, cu o cotd de piatd de
aproximativ 6%.

Dar ofertele de cloud nu sunt doar un feno-
men american: Compania chineza Alibaba
ainfiintat si ea o platformd. Cu toate acestea,
din cauza temerilor legate de accesul guver-
nului chinez la date, compania are probleme
in a castiga increderea utilizatorilor din
Occident, iar cota sa de piata este incd redusa.
La urma urmei, datele inseamna noul aur, iar
oamenii sunt oarecum reticenti in a-si trans-
fera aurul catre o persoana aflatd sub con-
trolul unui guvern in care conflictele de inte-
rese in ceea ce priveste protectia datelor,
cresterea economica, avantajul cunoasterii
si conducerea sunt inevitabile.

Doua abordari pentru o mai

mare suveranitate a datelor

Acestea fiind spuse, furnizorii din SUA tre-
buie, de asemenea, sa pastreze sau sa redo-
bandeasca suveranitatea in ceea ce priveste
datele si informatiile. Acest lucru nu este
insd fezabil 100%, deoarece Azure, AWS,
GCP si IBM Cloud ofera servicii unice pentru
care exista putine alternative. Totusi, pentru
majoritatea sarcinilor de procesare a datelor,
cum ar fi arhivarea datelor, utilizarea de VM
(masini virtuale), Saa$ (Software as a Service),
PaaS (Platform as a Service), 1aaS (Infras-
tructure as a Service) sau utilizarea containe-
relor (de exemplu, Docker), companiile vor
putea, in viitorul apropiat, sa treaca la so-
lutii care, din punct de vedere tehnic, ofera
acelasi nivel de securitate si chiar unul mai
ridicat in ceea ce priveste protectia datelor
si influenta politica: Gaia-X si Internet
Computer Protocol (ICP).

DFINITY

Fundatia Dfinity se concentreaza pe
definirea si introducerea protocolului
ICP (Internet Computer Protocol).

ElectronicaeAzi nr. 6 (266)/2022
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estea se bazeaza pe concepte tehnice
rte diferite: Gaia-X se concentreaza pe
rearea de politici, standarde, identitate
derats si gestionarea accesului, ceea ce

‘inseamna ca utilizatorii nu trebuie sa se

bazeze pe software sau hardware specific.
In schimb, ICP este o retea inchisa care nu
se bazeaza (!) pe protocoale anterioare,
cum ar fi TCP/IP. Este mai degraba o abor-
dare software complet independentd, care
are chiar propriul limbaj de programare. in
ciuda acestui fapt, ambele initiative au
acelasi obiectiv: sa ofere un cadru inde-
pendent de solutii si servicii bazat pe
standarde internationale si valori euro-
pene, care este disponibil tuturor furnizo-
rilor. In plus, ambele abordari necesita o
putere de procesare imensa.

Gaia-X conecteaza elementele

prin intermediul unor interfete

si standarde deschise

Ca zeitd a pamantului, Gaia este una dintre
primele zeitati din mitologia greaca. Ea este,
de asemenea, omonimul proiectului pentru
o infrastructura de date de inalta perfor-
manta, competitivd, sigura si de incredere
pentru Europa. Proiectul european se afla
inca la inceput: a fost prezentat publicului
larg in cadrul “Digital Summit 2019” de la
Dortmund. Asociatia europeana Gaia-X
pentru date si cloud a fost infiintatd pentru
prima data in februarie 2021 si are sediul
oficial la Bruxelles.

Intentia este de a utiliza Gaia-X pentru a in-
terconecta diverse elemente prin interme-
diul unor interfete si standarde deschise,
pentru a lega datele si a crea o platforma de
inovare. De exemplu, utilizeaza regulamentul
IDSA (International Data Spaces Association),
ceea ce inseamna ca beneficiarii nu trebuie
sa configureze de la zero toate conceptele
de securitate pentru fiecare proiect nou.
Un exemplu de inovatie bazata pe infras-
tructura Gaia-X este Catena-X, care a fost
creatd special pentru industria auto si lantu-
rile de aprovizionare ale acesteia.

Catena-X este menitd sa permitd schimbul
complet automatizat si securizat de date
legate de trafic, de la masina-la-masina si de
la masina-la-infrastructura, precum si de
date legate de productie de-a lungul intre-
gului lant de aprovizionare, de la furnizorul
de semiconductori la furnizorul de vehicule.
Alianta Catena-X Automotive a fost infiintata
in mai 2021. Potrivit lui Oliver Ganser, prese-
dinte al consiliului de administratie si sef al
consortiului Catena-X Automotive Network,
planul este de a dezvolta concepte de date
si de a se asigura cd acestea devin obligatorii
pentru industrie in doar trei ani.

www.electronica-azi.ro u n m

| Alternative europene pentru procesarea datelor

Pe langa Catena-X, este posibil ca in curand
sa se formeze diverse alte consortii dintr-o
serie de industrii, care sa se bazeze pe in-
frastructura Gaia-X si sa specifice solutii
blockchain similare pentru lanturile lor va-
lorice. Factorii determinanti in acest sens
nu sunt doar noua legislatie privind lantul
de aprovizionare si o amprenta de carbon
detaliata de-a lungul intregului lant valoric,
ci si 0 mai buna trasabilitate a datelor de
productie legale si tehnice ale etapelor
individuale de finisare a produselor.

ICP mizeaza pe puterea

de procesare distribuita

Internet Computer, sau Internet Computer
Protocol (ICP), este promovat de Fundatia
Dfinity, cu sediul in Elvetia.

ICP este o distributie a sarcinilor de proce-
sare a datelor bazata pe tehnologia block-
chain. Aceasta inseamna ca datele nu sunt
incredintate unei companii cloud, ci sunt
distribuite in unitati mici in cadrul unei
retele de parteneri, in functie de capacita-
tea de calcul disponibila.

Atunci cand proceseaza aceste contracte
inteligente, operatorul serverului respectiv
primeste token-urile ICP corespunzatoare.
Token-urile ICP reprezintd moneda digitala
a acestei retele de procesare a datelor; ele
sunt tranzactionate pe o bursa de cripto-
monede precum Bitcoin.

Prin urmare, procesarea datelor din con-
tractele inteligente este descentralizata si,
de asemenea, complet criptata si anonima.
Daca doriti sa castigati token-uri ICP si apoi
sa le schimbati in euro sau dolari pe o
bursa criptograficd, aveti nevoie de servere
cat mai puternice pentru a procesa con-
tractele inteligente.

Conform unei analize Intel si Bain,
padnd la 80% din sarcinile de

lucru vor rula pe o arhitectura
cloud pdndin 2024. Intel

Data Center Blocks pentru

cloud contribuie la
accelerarea si simpli-
ficarea tranzitiei 2
cdtre cloud.

in timp ce Internet Computer Project, cu
protocolul sdu extrem de inovator — posibil
disruptiv — precum si cu limbajul de progra-
mare corespunzator pentru aplicatiile
clientilor, exista de multi ani, tokenul ICP a
devenit public abia in mai 2021.

In Insights - Digital Assets: Beauty Is Not in the
Eye of the Beholder (Frumusetea nu este in
ochii privitorului), Goldman Sachs a declarat:
“Recent, o platformd si mai ambitioasd bazatd
pe blockchain, Dfinity Internet Computer, pro-
puneinlocuirea internetului actual cu o noud
paradigmd in care toate datele si aplicatiile
sunt gdzduite intr-o manierd coerentd. Aplica-
tiile descentralizate sunt deja lansate cu scopul
de ainlocui platformele tehnologice centrali-
zate, cum ar fi Facebook, Google si LinkedIn.”

La doar doua luni de la lansare, peste 500
de dezvoltatori au creat aplicatii, cum ar fi
DSCVR, o platforma descentralizata de agre-
gare de continut social similara cu Reddit,
dar in care utilizatorii controleaza nu doar
continutul, ci si platforma propriu-zisa.
Fleek este un sistem descentralizat de
gdzduire web cu numeroase site-uri web
implementate, in timp ce OpenChat ofera
mesagerie descentralizatd in timp real,
bazata pe blockchain.

Modelul de afaceri Cloud 3.0

In ciuda tuturor diferentelor, cele doua
proiecte au si multe asemanari: doresc sa
ofere cele maiinalte niveluri de securitate,
suveranitate a datelor si viteza. Ecosiste-
mele lor sunt, inca, in curs de dezvoltare,
dar scopul lor le face promitatoare in lupta
impotriva suveranitatii centralizate a date-
lor aflate Tn mainile a catorva companii
americane. De asemenea, ele oferd com-
paniilor, care inca mai dispun de spatiu
liber in centrele lor de date, o oportunitate
de model de afaceri lucrativ. >
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Mai ales ca spatiul de stocare, capacitatea
de calcul si serverele sunt la mare cautare
pentru ambele modele de cloud.

Atunci cand selectati si achizitionati servere
sau componente de servere eficiente din
punct de vedere energetic, merita cu sigu-
rantd sa va uitati mai atent la portofoliul
unui distribuitor. Acesta oferd sansa de a
compara mai multi furnizori de produse in
acelasi cadru — si nu doar pe baza fiselor teh-
nice, ci si in ceea ce priveste caracteristicile
soft, dar esentiale, cum ar fi disponibilitatea
pe termen lung, rata de reclamatii, compor-
tamentul de bunavointa si foaia de parcurs.

Servere si componente

de inalta performanta

Rutronik ofera servere gata construite de
la Advantech, Asus, Calmo, Kontron si Intel,
precum si componente individuale pentru
construirea de mainframe-uri personali-
zate pentru a juca un rol de inalta
performanta in retelele GAIA-X sau Inter-
net Computer Protocol. De exemplu,
atunci cand se genereaza o simulare 3D a
unui accident de masina si a impactului
acestuia asupra ansamblurilor individuale,
aveti nevoie de un server extrem de puternic
din punct de vedere grafic. Pentru astfel de
aplicatii, Rutronik ofera servere barebone
speciale si placi grafice foarte puternice.
Portofoliul include, de asemenea, carcase,
ventilatoare, procesoare, placi de baza,
memorii si unitati de stocare a datelor,
precum si acceleratoare grafice si de inte-
ligenta artificiala.

Blocurile Intel DCB (Data Center Blocks) pen-
tru cloud (figura 1) sunt precertificate si com-
plet validate pentru a contribui la accelerarea
si simplificarea tranzitiei cétre cloud.

Solutia UPS online FSP EPOS protejeaza fermele
de servere si centrele de date impotriva tuturor
perturbatiilor imaginabile, cum ar fi zgomotul,
fulgerele si curentul de scurgere.

Clientii pot selecta dintr-o serie de servere
preconfigurate sau pot personaliza un sistem
pentru nevoile lor unice. Sistemul de servere
Intel VRN2208WFAF84R, de exemplu, a fost
proiectat pentru VMware Virtual SAN (Storage
Area Network) si se bazeaza pe procesoarele
scalabile Intel Xeon si pe placa de baza a
sistemului de servere Intel R2208WF0ZSR.
Acesta este disponibil in varianta standard
cu 1 TB de memorie bruta (384 GB de me-
morie RAM DDR4, 1 TB DCPMM) si 24 TB de
stocare brutd (dispozitiv de initializare de
0,48 TB, nivel de cache (cache tier) de 1,5TB,
nivel de capacitate (capacity tier) de 24 TB).

Pentru a garanta o sursda de alimentare
puternicd pentru parcurile de servere si cen-
trele de date, Rutronik oferd, de exemplu,
solutia online UPS (Uninterruptible Power
Supply) FSP EPOS (figura 2). Aceasta include
diverse modele intre 10 kVA si 200 kVA cu
tehnologie de conversie dubla reala. Pute-
rea de iesire fiabila este asigurata de tehno-
logia DSP si de corectia activa a factorului de
putere in toate fazele din modul de conver-
sie a frecventei de 50 Hz / 60 Hz. Functia de
redundanta a bateriei N+X reduce intre-
ruperea alimentarii si optimizeaza compor-
tamentul de incdrcare si utilizare a retelelor
de baterii. Gama de produse usor de configu-
rat din seria EPOS ofera utilizatorilor o mare
flexibilitate atunci cand vine vorba de satis-
facerea cerintelor de putere in continua
crestere ale mediilor IT si de retea.

FSP ofera, de asemenea, surse de alimentare,
surse de alimentare redundante si UPS-uri
pentru a se asigura ca si consumatorii de
energie mai mici pot fi alimentati eficace si
eficient.

Spre deosebire de distribuitorii IT traditio-
nali, Rutronik are, de asemenea, multi ani de
experientd in segmentul embedded, adica
in computere industriale sofisticate si robuste
si cunostinte aprofundate despre piata com-
ponentelor electronice. Datorita partene-
riatelor stranse cu furnizorii de semicon-
ductori, conectori sau LED-uri, de exemplu,
expertii Rutronik stiu cat timp va rezista cipul
convertor de tensiune de pe o placa de baza,
cate cicluri de imperechere va supravietui
interfata M.2 sau de ce existd adesea o
diferenta de zece ori intre preturile unor
SSD-uri care oferd exact aceleasi capacitati
si cum cipurile de control al SSD-ului
asigura echilibrul perfect intre securitatea
datelor, longevitate si viteza. Astfel, com-
paniile primesc o solutie fiabila si de viitor.

Urmatoarea prabusire este

o chestiune de cand, nu daca

Actiunile celor mai mari furnizori de cloud
computing Microsoft, Amazon, Alphabet
(Google) si IBM si-au revenit mai repede dupd
cea mairecentd prabusire bursiera decatau
prezis majoritatea expertilor financiari. Este
probabil ca expansiunea cloud-ului sa fi
jucat un rol in aceasta evolutie — si a crescut
mai mult ca oricand din cauza pandemiei
COVID-19. Ce prabusire se anunta? Un razboi
economic, inclusiv un embargo comercial?
Cabluri submarine deteriorate cdtre desti-
natii de peste mari? Sateliti prabusiti?

Tn orice caz, Europa si companiile europene
ar fi bine sd se concentreze (si) pe alternative
pentru a-si reduce dependenta de corpo-
ratiile americane.

Printre marile firme americane care domina
clasamentul principalelor cifre de vanzari se
numadra nu numai serviciile bazate pe cloud,
ci si furnizorii si distribuitorii de semiconduc-
tori — iar industria europeana este puternic
dependenta de acestea. Pentru a redobandi
mai multd suveranitate, unele tari europene
investesc in dezvoltarea de microprocesoare
si semiconductori avansati si au lansat initia-
tive precum ECSEL (Electronic Components
and Systems for European Leadership) JTI
(Joint Technology Initiative). Rutronik salutd
aceasta initiativa si, in calitate de companie
activa la nivel international cu radacini eu-
ropene, se angajeaza sa consolideze com-
paniile locale, promovand in acelasi timp
schimburile globale intr-o manierd deschisa
si cooperanta.

= Rutronik
www.rutronik.com
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Imbunatatirea const
dimensionale cu aju

necesitd un volum de calcul extrem
de mare. Tehnologia de procesare
Intel Core din a 12-a generatie din
modulele COM-HPC de la congatec
transferd de doud ori mai multe

date datoritd PCle Gen5.

il Constientizarea tridimensionalc

| Platforme modulare pentru sisteme de viziune 3D

entizarii
torul

Viziunea artificiala in trei dimensiuni nu se poate compara cu performanta ochilor umani, dar este cea
mai aproape de aceasta prin prisma tehnologiilor disponibile in prezent. Prin urmare, este utilizata
pentru multe tipuri de sarcini si este asociata tot mai des cu invatarea automata. Industria
prelucratoare beneficiaza in mod direct de acest progres, robotii cu ghidare prin viziune (VGR) si
vehiculele cu ghidare automata (AGV) utilizand o constientizare tridimensionala imbunatatita pentru
cresterea performantei aplicatiilor Industrie 4.0. Un ajutor in ceea ce priveste migrarea acestei tehnologii
catre hardware, prin amplificarea semnificativa a puterii de procesare, este oferit de cel mai recent lot
de module COM-HPC de la producatori precum congatec.

Autor:
Zeljko Loncaric | Inginer de marketing
congatec

Utilizarea viziunii 3D este in ascensiune, cu
o crestere de aproape 15% de la an la an.
Principalii doi factori in joc, care au influ-
entat acest fenomen, sunt scaderea numa-
rului de oameni care lucreaza in mod activ
si cresterea numarului de persoane care au
nevoie de asistentd medicala.

www.electronica-azi.ro u n m
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Prin urmare, este nevoie de roboti suplimen-
tari, din cauza reducerii fortei de munca.
Robotii ating o eficienta de productie mult
mai mare decét cea a oamenilor in industria
prelucrétoare, in timp ce robotii ofera ingri-
jire si promoveazd autonomia/mobilitatea
in domeniul sanatatii.

Concentrarea spre viitor

Cu toate acestea, mai sunt incd multe de
facut in materie de dezvoltare inainte ca
robotii sa poata efectua orice munca grea.
De exemplu, sistemele de inspectie sunt
stationare si imobile. Desi robotica cu ghi-
dare prin viziune (VGR - Vision Guided
Robotics) ofera mai multd mobilitate si are
parte de o dezvoltare dinamica, deplasarea
sa este inca destul de limitata. Principala
functie a robotilor imobili este de a supra-
veghea lucrurile indeaproape. >
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Modulele COM (Computer-on-Module) care aderd la noua specificatie PICMG COM-HPC Client sunt furnizate de congatec cu procesoare
Intel Core din a 12 generatie (Alder Lake). Disponibilitatea crescutd si performanta uniformizatd a serverelor edge (de margine) modulare
si durabile din sistemele de roboticd cu ghidare prin viziune si din vehiculele logistice mobile sunt garantate de amprenta lor standardizata.

Utilizarea camerelor 3D le permite sa inde-
plineasca aceasta sarcina mai eficient, iden-
tificand obiectele pe trei axe si masurand
lungimi. Setea de flexibilitate sporita in pro-
ductia discreta determina cresterea indus-
triei in acest domeniu, care vine in primul
rand din importanta pe care a cdpdtat-o
odatd cu tendinta Industriei 4.0 de a se apro-
pia de dimensiunea lotului 1 (batch size 1)*.
Sistemele de alimentare si de iesire in pro-
ductia discreta sunt in principal VGR-urile
si vehiculele cu ghidare automata (AGV),
cu o rata de crestere preconizata de 14,1%
pe an panain 2027. Sistemele de transpor-
toare instalate permanent vor fi reduse la
minimum sau eliminate, datorita imple-
mentarii AGV-urilor pentru deplasarea si
transportul produselor. Datorita mobilitatii
lor, acestea nu blocheaza zone precum sis-
temele conveioare. Ele se deplaseaza de-a
lungul unor rute preprogramate care
optimizeaza depozitarea, transportul si alte
sarcini. Atunci cand sunt utilizate cu roboti
mobili de preluare si plasare, rezultatul
este integrarea cu sisteme VGR.

COM+HPC

Modularitatea joaca un rol crucial
Sistemele robotizate mobile avansate pot
necesita subsisteme suplimentare. Un caz
bun de evidentiat este cel al unui robot cu
patru picioare dotat cu trei module COM
(Computer-on-Module). Fiecare modul
indeplinea o sarcina specifica — constienti-
zarea locatiei, controlul miscarii si indepli-
nirea sarcinii. Exemplul demonstreaza utili-
zarea avantajoasa a COM-urilor, ce pot fi usor
adaptate pentru fiecare sarcina specifica.
Comenzile ar putea fi, de asemenea, combi-
nate intr-un singur sistem pentru comunica-
rea in timp real cu driverele actuatoarelor
/invertoarelor de frecventd, utilizand Ether-
net pe doud fire, desi ar fi necesare module
cu o putere semnificativ mai mare pe o
structura de platforma dovedita in timp. Tre-
buie mentionat ca, in acest caz, au fost uti-
lizate in total 10 nuclee de procesor pe cele
trei module, acestea nefiind inca lansate pe
piata sistemelor mobile embedded cu con-
sum de energie foarte redus, pentru furni-
zarea puterii de calcul necesare si pentru
asigurarea functionarii in timp real.

Sporirea multifunctionalitatii prin
cresterea numarului de nuclee
Modulele COM-HPC (mult mai performante
decat modulele COM Express datorita numa-
rului mai mare de interfete, memoriei, nucle-
elor si al lIatimii de banda) incep sa devina
disponibile dupa ce comitetul PICMG a
ratificat specificatia COM-HPC. Acest lucru
este valabil pentru modulele client COM-HPC,
dar vizeaza si mai mult categoria de servere,
deoarece viitoarele module de server COM-
HPC 'entry class, care pot fi lipite, vor fi mai
durabile si mai scalabile, permitand consoli-
darea sistemelor de control in timp real des-
centralizate in solutii de computere edge
embedded multifunctionale. Pentru masinile
virtuale capabile sa functioneze in timp real
vor fi necesare hipervizoare de la producatori
precum Real-Time Systems. Acestea sunt
necesare pentru un control in timp real
neintrerupt si determinist, indiferent de
reinitializarea pe acelasi procesor HMI al ce-
lulei de productie sau de evaluarea si con-
versia datelor sau de procesarea sarcinilor in
paralel de cdtre gateway-ul loT integrat.

COM+HPC

Client Server
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COM-HPC client
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COM-HPC server
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O pofta tot mai mare

de performante superioare

Imagistica 3D dependenta de o putere
mare de procesare are nevoie de tehnolo-
gia COM-HPC. Luati in considerare doar
crearea norilor de puncte achizitionati prin
tehnologia time-of-flight (ToF), care gene-
reazd 32 de biti de coordonate spatiale
pentru fiecare pixel.

O rezolutie de 640 x 480 pixeli la 30 de
cadre pe secunda (fps) produce, prin ur-
mare, 35 MB de date 3D pe secunda. in
plus, trebuie procesate si informatiile color
ale unei camere 2D clasice, cu rezolutii in
general de 4 ori mai mari. La 1,2 mega pixeli
(1280 x 1024 pixeli) si 0o adancime a culorii
de 8 biti pe canal, este vorba de 112,5
MBaiti suplimentari pe secunda. Rezultd
pana la aproximativ 150 de megaocteti de
date care trebuie procesate pe secunda, ca
sda nu mai vorbim de puterea de procesare
excesiva necesara pentru doua camere care
functioneazd in stereo. Deoarece cantitatea
de date si puterea de calcul a CPU/GPGPU
sunt extrem de solicitante, se preferd noua
generatie de module COM-HPC care
utilizeaza tehnologia procesoarelor Intel
Core din a 12-a generatie (Alder Lake).

Printre atributele lor deosebite se numara
asigurarea PCle Gen 5 cu o ldtime de banda
de patru ori mai mare intre procesoare si
camere, precum si intre GPU-uri discrete,

| Platforme modulare pentru sisteme de viziune 3D

Computerele pe modul de la congatec sunt compatibile cu tehnologia hipervizorului
in timp real de la Real-Time Systems pentru combinarea mai multor aplicatii de margine

© congatec

comparativ cu PCle Gen3. » Intr-unsingur sistem.
Advanced Al i
Practice Suite Smart Education System Service Robot System Autonomous Ddving
System
Senior Al p lized K od
Development ersonalized Knowledge
Sitis Adaptive Learning Spatial Understanding Graph
Open Vino Toolkit
Primary
Deep-
Learning Open Vino Model Zoo ILC Extension of Model Zoo
Development
Suite
HERO Hardware Plattform

Un kit de instruire pe trei niveluri, bazat pe computerele pe modul de la congatec, a fost creat de Laboratorul de sisteme autonome
(Autonomous System Lab) din cadrul Intel Labs China.

www.electronica-azi.ro u n m
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m COM-HPC
>

Suportul nativ al camerelor MIPI-CSI ofer3,
de asemenea, doua beneficii principale -
reducerea cerintelor de procesare si a nece-
sitatii de a investi in tehnologia camerelor.
Conexiunile personalizabile de optiuni
Ethernet de la 1GbE si 2x 2,5GbE (cu TSN)

la T0GbE dual, care provin din kitul de start
COM-HPC de la congatec, sunt compati-
bile cu modulele. Interfata cu dispozitive
mai mici, cum ar fi actuatoarele si senzorii,
este, prin urmare, posibila daca se utilizeaza
Ethernet pe doua fire.

Pastrarea Al in combinatie

congatec a asigurat o compatibilitate supli-
mentara plug-and-play cu sistemele incor-
porate conectate in retea lloT si Industrie 4.0
prin asigurarea unei compatibilitati extinse
Al cu camerele conectate prin MIPI-CSI.

Aplicatii tridimensionale de la Basler - partenerul congatec pentru viziune embedded

Deep Loarning B8

Werpaes

Un sistem de viziune bazat pe Deep Learn-
ing cu o camerd Basler blaze time-of-flight
(ToF), care poate fi combinat fara efort cu
sistemele embedded de la congatec.

Imaginile tridimensionale de inalta rezolutie
sunt achizitionate de camera Basler blaze cu
0 precizie apropiata de milimetru. Pe langa
generarea unei imagini de intensitate pe
scara de gri, tehnologia ToF analizeaza im-
pulsurile de lumina in spectrul infrarosu

apropiat pentru a calcula distanta pand la
fiecare pixel. Spre deosebire de imaginile
2D RGB, datele referitoare la forma iau
locul informatiilor de culoare, astfel incat
atat merele rosii, cat si cele verzi sunt de-
tectate in acelasi timp. Sunt utilizate si alte
aplicatii, cum ar fi dimensiunile si localiza-
rea precisa a obiectelor. Camera Basler blaze
dispune de o interfata usor de utilizat, care
ruleaza pe toate sistemele de operare, pentru
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© Basler

o integrare fdra probleme a software-ului
Deep Learning DS de la Data Spree. Aceasta
solutie software, care se bazeaza pe retele
neurale profunde, nu necesita cunostinte
avansate pentru dezvoltarea modelelor
Deep Learning. Diferitele etape de dezvol-
tare a sistemului - achizitia de date, adno-
tarea, antrenarea siimplementarea pana la
aplicarea retelei antrenate pe hardware-ul
tintd — sunt sensibil simplificate.

BCON pentru MIPI permite conectarea fara probleme a camerelor de luat vederi

B«

for MIPI

Modelele din seria Dart de la Basler repre-
zinta un prim pas avantajos atunci cand se
adauga procesarea imaginilor la procesoa-
rele standard. Utilizarea lor nu depinde de

18
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for LVDS
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VISION

modul in care este construit COM-ul sau de
proiectarea sistemului embedded bazat pe
placa purtatoare (carrier). BCON-ul persona-
lizat pentru interfata MIPI de la Basler, care

se bazeaza pe standardul de interfata MIPI
CSI-2, permite o integrare fara probleme.
Modelele BCON pentru MIPI sunt la fel de
usor si convenabil de implementat ca o
interfata de camera plug-and-play, precum
USB 3.0 BCON (Basler Connectivity), addu-
gand astfel functiile puternice si bine dove-
dite de viziune artificiald de la standardele
de transmisie de date consacrate ale indus-
triei embedded (de exemplu, LVDS sau MIPI
CSI-2). Datorita integrarii cu standardele de
viziune artificiala (GeniCam), precum si cu
SDK-ul pylon, vi se ofera acces usor si avan-
tajos la tehnologiile standard. Rezultatul
final este un debit de date extrem de sigur,
cu o latime de banda ridicata.

ElectronicaeAzinr. 6 /2022
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Instructiunile pentru retele neurale vectoriale (VNNI - Vector
Neural Network Instructions) bazate pe Intel DL Boost si
instructiunile pentru numere intregi pe 8-biti (Int8) pot fi
implementate pe GPU pentru accelerarea Al si a inferen-
telor. De asemenea, trebuie mentionata compatibilitatea cu
ecosistemul Intel Open Vino pentru Al. O platforma bazata
pe COM Express in scop de instruire, impreuna cu un kit
“Ready for Production” certificat de Intel pentru consoli-
darea sarcinilor de lucru, au fost deja introduse de catre
Autonomous System Lab al Intel Labs China. Cu aceasta
platforma HERO, inginerii pot evalua acum ecosistemul
OpenVINO, de la bibliotecile de software pana la interac-
tiunea adaptiva om-robot (AHRI — Adaptive Human-Robot
Interaction) sau localizarea si navigarea simultana (SLAM —
Simultaneous Localization & Navigation).

Evaluare prin intermediul placii carrier

ATX conga-HPC/EVAL-Client

Viziunea robotica inteligenta si vehiculele logistice autono-
me pot fi, de asemenea, evaluate cu ajutorul placii carrier
ATX conga-HPC/EVAL-Client. Aceasta este prevazuta cu
doua interfete PCle Gen4 x16 extrem de performante si
numeroase optiuni LAN pentru latime de banda, transmisie
si conectori de date.

Cardurile Mezzanine permit placii purtatoare sa ruleze
pana la doua interfete 25GbE. Placa conga-HPC/cTLU COM
este componenta principala a kitului de start oferit pentru
proiecte COM-HPC Client. Sunt disponibile trei configuratii
de procesoare, cu trei solutii de racire pentru a se potrivi
cu gama configurabild de 12 pana la 28 W TPD a proce-
soarelor Intel® Core™ din a 11-a generatie.

© congatec

Pléici COM-HPC Client din portofoliul congatec:
conga-HPC/cTLH si conga-HPC/cTLU.

¥) Batch size — dimensiunea lotului. In productia de masd
dimensiunea lotului de produse ajunge pand la cateva mili-
oane de unitdti pe an. In sistemele embedded, lotul de produse
poate insuma cateva sute / mii de bucdti pe an. Cu ajutorul
modulelor se pot crea eficient configuratii personalizate
(batch size 1), ceea ce inseamnd cd fiecare sistem poate avea
propria configuratie.

m congatec
www.congatec.com

O
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INSPIRATIA

De la milioanele de piese pe stoc la
resursele tehnice de ultima generatie -
la noi gasiti tot ce va trebuie pentru a
transforma inspiratia in inovatie.
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sunati la (+40)-31-130 5070.
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Industria distributiei se adapteazd la o "noud normalitate

"

si face investitii puternice orientate cdtre viitor.

La putin peste doi ani de la debutul pandemiei COVID-19, industria componentelor
electronice se instaleaza intr-un ritm “nou normal’, facand fata variantelor COVID-19,
cererii ridicate a clientilor si ofertei limitate.

Autor: David Stein | Vice president of Global Supplier Management

Digi-Key Electronics

Cu siguranta, noi perturbadri, cum ar fi blo-
cajele COVID, fenomenele meteorologice
extreme si conflictele armate, continua sa
provoace efecte de unda la nivel global,
dar, in ansamblu, diferitele parti interesate
din industrie au reusit sa abordeze aceste
probleme cu flexibilitate exersata, investitii
sporite si un sentiment de intelegere.
Deci, cum stau lucrurile astazi? Tn unele
domenii, imaginea arata destul de asema-
nator cu cea din ultimii doi ani. Dar au exis-
tat schimbari semnificative in alte domenii,
pe masurd ce industria se adapteaza la
aceasta “noua normalitate”si se pregdteste
pentru viitor.

20

Cererea prelungeste termenele de livrare
Cererea este in continuare extrem de mare
in toate industriile si in toate sectoarele
verticale, astfel incat timpii de livrare sunt
prelungiti in toate categoriile de produse.
Unele tipuri de produse au o cerere mai
“normald’, dar in cazul semiconductorilor,
de exemplu, microcontrolerele, senzorii,
produsele de baza liniare, analogice si dis-
crete sunt incd greu de obtinut in totali-
tate, deoarece timpii de livrare au
continuat sa ramana in multe cazuri in
zona a peste 40 de sdptamani. In prezent,
motivul penuriei de produse este legat, in
principal, de cerere si de capacitatea de

productie, mai degrabd decat de proble-
mele legate de lantul de aprovizionare. La
apogeul pandemiei, termenele de livrare au
fost afectate in mod egal atat de proble-
mele lantului de aprovizionare, cat si de
capacitatea de productie.

Acum, as estima ca doar 20% din terme-
nele de livrare prelungite se datoreaza
problemelor lantului de aprovizionare, in
timp ce aproape 80% din intarzieri se
datoreaza lipsei capacitatii de productie.
n continuare, trebuie s& urméarim cu atentie
problemele legate de lantul de aprovizio-
nare, deoarece acestea continua sa apara
ad-hoc in diferite regiuni ale lumii.

Electronica«Azinr. 6 /2022



In timp ce asigurarea stocului este in conti-
nuare o provocare, nivelul stocurilor Digi-Key
creste de la o luna la alta. in martie 2022,
am inregistrat cea mai mare cantitate de
produse pe care am primit-o vreodata in
istoria companiei, iar primul trimestru din
2022 a fost cel mai bogat trimestru in pro-
duse primite vreodata, astfel ca facem pro-
grese semnificative in ceea ce priveste
cresterea continud a stocurilor.

Semiconductorii resimt presiunea

In ultimii ani, producatorii au investit in noi
tehnologii pentru a fabrica produse de
ultima generatie si pentru a creste produc-
tia. Fabricantii de semiconductori, in spe-
cial, au facut in ultimii doi ani investitii
puternice in fabrici de plachete semicon-
ductoare de 12 inci, iar noi ne asteptam sa
vedem ca aceasta oferta va fi pusa in
functiune la sfarsitul acestui an si in 2023.
Intre timp, insa, nu a existat un nivel egal
de investitii in cresterea productiei unora
dintre tehnologiile mai vechi, bazate pe
fabrici de plachete de 6 sau 8 inci, in ciuda
faptului ca exista inca multe produse care se
bazeaza pe aceste linii, cum ar fi modelele
din domeniul auto sau cel industrial. Din
nefericire, aceste produse nu pot fi trans-
ferate cu usurintd, astfel incat va continua
probabil sa existe o presiune in acest
domeniu in urmatorii ani.

Sprijinirea inginerilor proiectanti

In mediul nostru actual, incurajam inginerii
sd creeze proiecte cu componente care
pot fi obtinute de la mai multi producatori.
Bineinteles, nu pot face acest lucru pentru
fiecare componentd, dar exista adesea cai
de reconfigurare a unui proiect in mai
multe moduri, folosind diferite coduri de
componente de producator. Faptul de a
avea o listd de materiale (BOM) pentru
piese cu diferiti producatori creeazd o
anumita asigurare in cazul in care stocul
nu este disponibil.

Obiectivul Digi-Key este de a facilita cat
mai mult posibil clientilor gdsirea unor
solutii alternative care sa se potriveasca
nevoilor lor. Atunci cand un client incearca
sa comande o anumita componenta de pe
site-ul nostru web si aceasta nu se afla in

www.electronica-azi.ro u n m

| Provocari in industria componentelor electronice

stoc, Digi-Key prezinta automat alternative
potentiale din baza noastra de date care
cuprinde aproape 60 de milioane de
referinte incrucisate de componente.

De asemenea, echipele noastre de vanzari
si de asistenta tehnica se ocupa de nume-
roase solicitari ale clientilor pentru a-i ajuta
pe ingineri sa gdseasca referintele compa-
rabile ale componentelor pentru a inlocui
componentele epuizate din stoc din pro-
iectele lor sau pentru a califica mai multe
optiuni in proiectele lor.

Si, in unele cazuri, vedem ingineri care isi
reproiecteaza produsele finale pentru a
utiliza componente pe care le avem in
stoc; sau incep proiectarea cautand pe
site-ul Digi-Key produsele aflate in stoc,
proiectandu-si modelul in functie de sto-
curile disponibile.

Urmariti disponibilitatea

Distribuitorii cu servicii de inalta calitate,
precum Digi-Key, urmdresc indeaproape
atat produsele care sunt in stoc, cat si pe
furnizorii care livreaza, de obicei, stocul in
termenul specificat, in loc sa il amane sau
sa-l elimine. Incurajam clientii sa menting
relatii stranse cu partenerii lor distribuitori
si sd se bazeze pe ei pentru a obtine infor-
matii atunci cand au nevoie — acestia ar
trebui sa fie capabili sa ofere o perspectiva
obiectiva asupra producatorilor care fsi
respecta, de obicei, angajamentele privind
termenele de livrare.

Un alt “sfat profesional” pe care I-as
impartasi ar fi sa analizati ce producatori
sunt integrati pe verticala — cei care fsi
controleaza propriul destin, ca sa spunem
asa. Producatorii integrati pe verticala se
bazeaza, adesea, mai putin pe materiale
externalizate, ceea ce inseamna ca au,
probabil, mai mult control asupra termene-
lor de livrare si a productiei.

|n

Solutiile digitale imbunatatesc achizitiile
Deoarece lucrurile se schimba atat de re-
pede in zilele noastre, este extrem de im-
portant sa se valorifice solutiile digitale
care pot furniza informatii in timp real.

Digi-Key ofera trei solutii digitale majore:
EDI, API si Punchouts, toate acestea fiind
create pentru a realiza o conexiune digitala

intre sistemul Digi-Key si organizatia
voastrd pentru oferte de pret simplificate,
comenzi de achizitie detaliate, cautare, pret
si disponibilitate si multe altele.

Calea cea mai simpla pentru a incepe cu
solutiile digitale este prin stabilirea unui
proces de ofertare. Un asemenea proces
reprezinta in sine o economie majora de
timp pentru oricine se ocupa de ofertele
organizatiei voastre. Stabilirea unui proces
de ofertare va va arata, de asemenea,
puterea si viteza solutiilor digitale.

Aceste solutii sunt proiectate pentru a va
ajuta sa lucrati maiinteligent, nu mai greu.

Comunicarea ramane cheia

In acest domeniu de activitate si pe actuala
piata, nu exista cu adevarat o comunicare
excesiva — pur si simplu, trebuie sa vorbiti
la telefon, sa stabiliti o legatura unica si sa
tineti toate partile la curent.

Echipa Digi-Key exceleaza in a ramane in
stransa legdtura cu partenerii sdi furnizori
pentru a le oferi cat mai multa vizibilitate
cu putinta in ceea ce priveste produsele
care au cea mai mare cerere, iar in unele
cazuri, plasam deja comenzi pana la
jumatatea sau sfarsitul anului 2023 pentru
a ne asigura ca stocul nostru este dirijat in
consecinta.

In plus fatd de aceastd legiturd umana
stransa, investim, de asemenea, in tehnolo-
gii care ne ajuta sa ne conectam mai multin
mod automat si electronic cu furnizorii nostri,
cum ar fi notificdrile prealabile de expediere
(ASN — Advance Shipping Notifications), care
ofera actualizari automate in timp real in
sistemul Digi-Key cu privire la momentul in
care produsul va fi expediat. Acest lucru
ofera clientilor cele mai recente informatii
de la partenerii nostri furnizori.

Dupa parerea mea, am trecut deja de cea
mai proasta perioada din istoria acestei in-
dustrii in ceea ce priveste cererea si oferta
— de aici incolo va fi din ce in ce mai bine.

= Digi-Key Electronics
www.digikey.ro

David Stein este vicepresedinte al departamentului de administrare a furnizorilor

la nivel global la Digi-Key Electronics.

Compania Digi-Key Electronics este un lider constant si inovator in industria
serviciilor de inaltd calitate pentru distributia de componente electronice
si produse de automatizare la nivel mondial, oferind peste 10,9 milioane
de componente de la peste 2.300 de producdtori de marca de calitate.
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Infineon lanseaza primul
sistem de alarma din
industrie pentru detectia
evenimentelor acustice,
bazat pe Al/ML si fuziune
de senzori
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Renesas si Cyberon

se asociaza pentru a
oferi solutii integrate
de interfata vocala cu
: : utilizatorul, bazate pe
Infineon Technologies AG lanseazs sstemul séu inteligent de microcontrolerele din

alarma (SAS) alimentat de la baterii. Platforma tehnologica

atinge o precizie ridicata si o functionare cu consum foarte f H
redus de putere folosind fuziune de senzori bazata pe inteli- a m I I Ia Ren esas RA
genta artificiala/invatare automatd (Al/ML). Aceastd tehnologie,

combinata cu detectarea evenimentelor acustice de tip ‘wake-on’

cu consum redus de energie, ofera performante remarcabile. Renesas Electronics Corporation si Cyberon Corporation au
Designul compact depaseste acuratetea de detectie a sistemelor anuntat ca au incheiat un parteneriat pentru a furniza solutii
de alarma exclusiv acustice utilizate in prezent in cladirile si casele de interfete vocale cu utilizatorul (VUI) pentru clientii care
inteligente, precum siin alte aplicatii loT, obtinand in acelasi timp utilizeaza intreaga linie de microcontrolere RA de la Renesas.
o durata de viata a bateriei egala sau mai mare in comparatie Clientii Renesas RA vor avea acum acces gratuit la lantul de
cu solutii mai putin sofisticate. instrumente VUI de la Cyberon, lider in industrie, permi-
Solutia incorporeaza microfonul analogic XENSIV™ MEMS tandu-le sa adauge recunoasterea vocala la o varietate de
IM73A135V01 cu un raport semnal-zgomot (SNR) ridicat, senzorul aplicatii finale in domeniul aparatelor electrocasnice,
de presiune digital XENSIV DPS310 si microcontrolerul PSoC™ 62 automatizarii cladirilor, automatizarii industriale, dispozi-
de la Infineon. Compania oferd, de asemenea, un algoritm soft- tivelor purtabile si multe altele.

ware de fuziune a senzorilor bazat pe Al/ML instruit cu precizie,

care combina datele senzorilor acustici si de presiune pentru a Recunoasterea vocala este in crestere rapida la nivel mondial,
diferentia cu acuratete intre sunetele ascutite din interiorul unei determinatd de explozia aplicatiilor loT si de pandemia
locuinte si evenimente audio/presiune distinctive. Aceste eve- COVID-19. Tehnologia de recunoastere vocala dovedita a
nimente pot fi create atunci cand se sparge un geam sau cand Cyberon a fost adoptata in milioane de dispozitive din
se declanseaza o alarma de casa din cauza unei alarme de fum, a intreaga lume.

unei alarme de monoxid de carbon sau cand se detecteaza o

intruziune printr-o usd sau fereastra. Renesas pune la dispozitie o platforma hardware de

referinta pentru voce pentru a permite prototiparea si dez-
voltarea rapida a interfetelor vocale. Noua platforma hard-
ware permite recunoasterea locala a vocii fara o conexiune
= Infineon Technologies | https.//www.infineon.com la retea, utilizand solutia DSpotter de la Cyberon.

Mai multe informatii sunt disponibile la adresa de internet:
https://www.infineon.com/smartalarm

22 ElectronicasAzi nr. é /2022



beeren

Just say it!

RRENESAS

Abordarea de modelare bazata pe foneme a DSpotter per-
mite personalizarea rapida a comenzilor doar prin intro-
ducerea de text, eliminand necesitatea unei colectari
masive de date vocale si reducand astfel costurile si timpul
de dezvoltare. DSpotter suporta peste 40 de limbi globale,
permitand clientilor sa adopte tehnologia vocala in
aplicatiile integrate din intreaga lume. Aceasta solutie de
interfatd vocala cu utilizatorul (Voice User Interface — VUI)
demonstreaza cat de usor este sa controlezi un sistem cu
ajutorul unei interfete simple de comenzi vocale, fard o
experientd vasta de codare sau expertiza interna.

Caracteristicile principale ale solutiei de referinta

‘Renesas Voice User Interface’

» Acces gratuit la lantul de instrumente DSpotter

« Detectarea activitatii vocale (Voice Activity Detection -
VAD) pentru a reduce consumul de energie cu peste 30%,
permitand aplicatiilor loT ‘din punctele finale cu restrictii
de energie sa opereze in modul ‘always-on’

« Voice Audio Playback (VAP) pentru a permite introducerea
de date vocale si rdspunsuri vocale

« Suport pentru pana la doua microfoane digitale si doua
microfoane analogice

» Memoria flash externa QSPI oferd posibilitatea de a stoca
mostre de voce si date de biblioteca

« Multiple interfete de comunicatie, inclusiv o interfata
Pmod (tip-2A/3A/6A), USB tip-C si micro-B si depanator/
programator J-Link Segger incorporat.

Disponibilitate

Un blog recent de pe Renesas.com oferd o prezentare
excelentd a designului interfetei vocale cu utilizatorul.

Mai multe informatii despre solutiile VUI de la Renesas,
inclusiv un link pentru clientii calificati pentru a solicita noul
kit si pachetul de solutii VUI, sunt disponibile la adresa:
https://www.renesas.com/voice-recognition

= Renesas Electronics Corporation
https.//www.renesas.com
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u-blox anunta cel mai bun
modul multi-GNSS din
clasa sa, de mica putere,
cu antena incorporata

u-blox a lansat modulul de antena SAM-M10Q, care ofera cea
mai buna solutie de pozitionare de joasa putere din clasa sa.
Dispunand de o antena integratd, modulul ofera dezvoltatorilor
de produse cea mai usoard cale de integrare a tehnologiei
GNSS u-blox M10in dispozitivele lor. Printre aplicatiile tipice se
regdsesc urmarirea industriald si telematica, automatizarea si
monitorizarea, precum si UAV-urile de mici dimensiuni.

SAM-M10Q

Performante ridicate cu un consum redus de putere

In centrul dispozitivului SAM-M10Q se afla motorul de pozitionare
GNSS u-blox M10 cu consum de putere ultra-redus, care oferd o
disponibilitate maxima a pozitiei cu receptie simultana a tuturor
celor patru constelatii GNSS (GPS, GLONASS, Galileo si BeiDou).
Ca urmare, utilizatorii beneficiaza de o precizie de pozitionare mai
mare si de o determinare mai rapida a pozitiei, chiar siin medii cu
semnal slab, cum ar fi tunelurile urbane.

Antena de bandd largd integrata a modulului, impreuna cu filtrul
SAW si arhitectura sa de amplificator cu zgomot redus (LNA),
ofera o imunitate superioara dovedita la bruiaj in afara benzii,
asigurand performante robuste atunci cand dispozitivul este am-
plasat in apropierea unui modem celular - o problema frecventa
in cazul dispozitivelor de urmarire a bunurilor si telematica.

Cea mai usoara proiectare si integrare

Fiind o solutie GNSS gata de utilizare, care nu necesita compo-
nente externe sau expertizd in domeniul radiofrecventei (RF),
SAM-M10Q permite o proiectare usoara si o lansare rapida pe
piatd, ajutand clientii care au nevoie de o solutie GNSS imediata
sd dezvolte o solutie robusta de antend. Compatibilitatea pin-
la-pin cu modulul de antena anterior al u-blox, SAM-M8Q,
faciliteaza clientilor existenti actualizarea produselor lor pentru
a beneficia de tehnologia avansata GNSS u-blox M10.

Proiectat ca un dispozitiv cu montare pe suprafata, SAM-M10Q
permite asamblarea eficientd a produselor, permitand procese
de fabricatie automatizate. Dimensiunea compactd a modulului
de antena (15,5 x 15,5 x 6,3 mm) si interfata simpla, asigura o
integrare usoara in dispozitive finale de mici dimensiuni.

Mostrele de inginerie ale modulului de antena SAM-M10Q vor
fi disponibile in august 2022.

= ublox | https://www.u-blox.com/en
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Nexperia lanseaza
cele mai mici

MOSFET-uri DFN
din lume

Nexperia, expertul in semiconductori esentiali, a anuntat lan-
sarea unei noi game de MOSFET-uri de 20V & 30 V in cea mai
mica capsuld DFN din lume, DFN0603. Nexperia ofera deja dis-
pozitive de protectie ESD in aceasta capsula, dar a reusit acum
sd o0 aduca in portofoliul lor de MOSFET-uri, o performanta inca
neegalatd in industrie.

Urmatoarea generatie de dispozitive portabile si audibile
incorporeaza noi niveluri de inteligenta artificiala (Al) si invatare
automata (ML), crednd mai multe provocari pentru proiectantii
de produse. In primul rand, spatiul disponibil pe placa este
foarte limitat pe masurd ce se adauga functionalitati, in plus,
disiparea caldurii devine o problema in conditiile in care con-
sumul de energie creste.

Nexperia s-a bazat pe deceniile sale de experienta in calitate
de lider al industriei in productia de componente discrete si a
creat aceastd gama inovatoare de MOSFET-uri compacte pen-
tru a depasi cu succes ambele probleme. Capsula DFN0603 cu
profil ultra-redus, care masoara doar 0,63 x 0,33 x 0,25 mm,
utilizeaza cu 13% mai putin spatiu decat MOSFET-urile din
urmatoarea capsuld mai mici (DFN0604). In mod impresionant,
aceasta reducere a dimensiunilor a fost realizata fara a compro-
mite performanta dispozitivului — de fapt, RDS(on) al acestor
dispozitive a fost redusd cu 74%, contribuind la imbunatatirea
eficientei si permitand astfel proiectantilor de echipamente
portabile sa obtina o densitate de putere si mai mare.

Aceasta nouda gama de MOSFET-uri de mici dimensiuni include:

« PMX100UN Trench MOSFET canal N de 20V

« PMX100UNE Trench MOSFET canal N, de 20V, cu protectie
ESD de 2 kV (HBM)

o PMX300UNE Trench MOSFET canal N, de 30V

« PMX400UP Trench MOSFET canal P, de 20V

Nexperia are in plan sa adauge inca doua MOSFET-uri la aceasta
gama, mai tarziu, in 2022.

Mostrele sunt disponibile acum. Pentru mai multe informatii,
inclusiv specificatiile si fisele tehnice ale produselor, va rugam
sa vizitati: https://www.nexperia.com/DFN0603-MOSFETs

= Nexperia | https//www.nexperia.com
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congatec isi extinde portofoliul de servere-pe-modul bazat
pe procesorul Intel Xeon D-2700 prin lansarea a cinci noi
module in clasa de performanta compacta (160x160mm)
COM-HPC Server Size D. Aceasta lansare subliniazd cererea
masiva din industrie pentru performante de server de top
intr-un factor de forma mic, robust si capabil sa functioneze
in exterior. De asemenea, aceasta duce procesoarele Intel
Xeon D-2700, cu pana la 20 de nuclee si mai departe, pe
taramul aplicatiilor critice mixte, care necesita timp real. In
comparatie cu modulele COM-HPC Server Size E, deja dis-
ponibile, de dimensiuni mai mari (200x160 mm), numarul de
module DRAM suportate este injumatatit de la 8 la 4 bare. Cu
toate acestea, sunt disponibili 512 GB de memorie RAM DDR4
la 2.933 MT/s. Reducerea RAM are avantajul ca modulele
ocupd mai putin spatiu, ceea ce scade amprenta necesara cu
20% fata de dimensiunea E. Aplicatiile tinta ale noilor module
COM-HPC bazate pe procesorul Intel Xeon D-2700 sunt
aplicatii de tip ‘edge server’ foarte complexe si cu spatiu
limitat, cu un debit mare de date, dar cu sarcini de lucru mai
putin intensive in memorie. Acestea se regdsesc de obicei in
medii in timp real conectate in retelele lloT ale fabricilor inte-
ligente si ale infrastructurilor critice.

Independent de diversele specificatii Server-on-Module, toate
modulele congatec COM-HPC Server cu procesoare Intel
Xeon (fostul Ice Lake D) cu dimensiunea E si dimensiunea D,
precum si factorul de forma COM Express Type 7, accelereaza
urmatoarea generatie de sarcini de lucru de microserver in
timp real in medii dificile si intervale extinse de temperatura.
Imbunatatirile includ pana la 20 de nuclee, pana la 1 TB RAM,
o capacitate de procesare dubla per banda (lane) PCle la viteze
Gen 4, precum si conectivitate de pana la 100 GbE si suport
TCC/TSN. Aplicatiile vizate variaza de la serverele de consoli-
dare a sarcinilor de lucru industriale pentru automatizare,
robotica si imagistica backend medicala pana la serverele de
exterior pentru utilitati si infrastructuri critice - cum ar fi
retelele inteligente pentru petrol, gaze si electricitate, precum
si retelele feroviare si de comunicatii - siinclud, de asemenea,
aplicatii care permit viziunea, cum ar fi vehiculele autonome
si infrastructurile video pentru siguranta si securitate.
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Serverele-pe-Modul de la congatec echipate cu

procesor Intel Xeon D-2700 in formatul compact
COM HPC Server Size D

Setul de caracteristici in detaliu

Cele cinci noi SoM-uri conga-HPC/sILH cu procesoare din seria Intel Xeon D-
2700 extind actuala familie de produse COM-HPC Server Size D de la congatec
cu procesoare Intel Xeon D-1700. Ambele serii de procesoare se bazeaza pe
generatia denumita anterior sub numele de cod Ice Lake. Prezenta lansare
dubleaza numarul de nuclee disponibile pentru acest SoM (Server-on-Module)
compact de inalta performanta de 160x160 mm, de la 10 pana la 20 de nuclee.
Suportul pentru memorie este extins de la trei la pana la patru canale de me-
morie RAM DDR4 cu pana la 512 GB la 2.933 MT/s. Pentru conectarea unei game
largi de controlere dedicate, a cardurilor de accelerare a procesdrii si a mediilor
de stocare NVMe din instalatiile de‘server edge’robuste, acestea dispun de 32x
lane-uri PCle Gen 4 pe langa 16x lane-uri PCle Gen 3. Pentru retele in timp real
existd 1x 2,5 GbE cu suport TSN si TCC pe langa o latime de bandd Ethernet
extinsa de 100 Gb in diverse configuratii, inclusiv 1x 100 GbE, 2x 50 GbE, 4x 25
GDbE, precum si alte cateva configuratii prin intermediul interfetelor KR sau SFI.
Alte interfete includ 4x USB 3.1 si 4x USB 2.0. Pentru stocarea nevolatila, modu-
lele suporta optional un eMMC 5.1 integrat cu o capacitate de pana la 128 GB,
precum si 2x interfete SATA III.

Noile module COM-HPC SoM gata pregatite pentru aplicatii vin cu pachete com-
plete de suport pentru placi cu Windows, Linux si VxWorks. Pentru consolidarea
sarcinilor de lucru, este disponibil suportul pentru masini virtuale in timp real,
datorita suportului cuprinzator congatec pentru implementarile RTS Hypervisor
de la Real-Time Systems. congatec ofera, de asemenea, solutii de rdcire perfect
adaptate, de la racire activa puternica cu adaptor ‘heat pipe’la solutii de racire
complet pasive pentru cea mai buna rezistentd mecanica la vibratii si socuri.

Pentru mai multe informatii despre conga-HPC/sILH COM-HPC Server Size D
Server-on-Module, va rugam sa vizitati:
https://www.congatec.com/en/products/com-hpc/conga-hpcsilh/

Informatii suplimentare despre noile procesoare Intel Xeon D-2700 pot fi gasite
pe pagina principala de destinatie:

https://www.congatec.com/en/technologies/intel-xeon-d-modules/

m congatec | https//www.congatec.com
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Antena cu banda
dubla, de dimen-
siuni reduse si

cu performante
deosebite

Wirth Elektronik a lansat o antena chip multi-
strat in vederea minaturizarii aplicatiilor radio.
Masurand doar 40 x 6 x 5 mm, antena WE-MCA
(7488918022) acopera gamele de frecvente
dela7001a960 MHzsidela 1710 la 2690 MHz.
Datorita factorului de forma si profilului sub-
tire, neatins pand acum, antena ofera un raport
excelent intre dimensiuni si performanta.

Antend extrem de compactd (pentru
frecvente de la 700 la 960 MHz si de
la 17101a 2690 MHz): WE-MCA

WE-MCA este ideald pentru aplicatii precum
GSM 900, WLAN/WiFi, Bluetooth, GPS/GNSS,
ZigBee si comunicatii mobile (4G/LTE).
Impreund cu o gama larga de module radio
si produse EMC pentru aplicatii de inalta
frecventa, Wirth Elektronik ofera un porto-
foliu complet de produse pentru dezvoltarea
de aplicatii radio, inclusiv, printre altele,
aplicatii compacte loT si aplicatii pentru
cladiri inteligente. Avand o gama de tempe-
raturi de operare de la-40°C la +85°C, aceste
antene chip sunt, de asemenea, perfect
adaptate pentru aplicatii robuste.

Pentru o dispunere perfecta

a componentelor pe PCB

Dispunerea aplicatiilor radio miniaturizate si
selectarea inductorilor si condensatorilor
adecvati pentru a elimina interferentele
reprezinta o artd in sine. Acesta este motivul
pentru care Wiirth Elektronik oferd, de ase-
menea, asistenta pentru potrivirea si carac-
terizarea antenei pentru gama sa WE-MCA
de antene cu cip multistrat.

Antenele WE-MCA sunt ambalate in role
pentru asamblare SMT, fara restrictii in ceea
ce priveste numarul de elemente. La cerere,
sunt disponibile mostre gratuite.

= Wiirth Elektronik eiSos
https://www.we-online.com
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SISTEME EMBEDDED

Analog Devices lanseaza
primul modul de inalta
rezolutie din industrie
pentru sisteme de detectie
in profunzime si viziune 3D

ANALOG
DEVICES

AHEAD OF WHAT'S POSSIBLE™

Analog Devices, Inc. a anuntat primul modul iToF (indirect Time-
of-Flight) de inalta rezolutie, de calitate industriala, pentru sisteme
de detectie in profunzime si de viziune 3D. Permitand camerelor
si senzorilor sa perceapa spatiul 3D la o rezolutie de un megapixel,
noul modul ADTF3175 ofera o tehnologie iToF de mare acuratete,
de 3 mm, disponibila pentru aplicatii de viziune artificiald, de la
automatizarea industriala la logistica, sanatate si realitate augmentata.
ADTF3175 oferd proiectantilor un sistem scalabil, complet proiec-
tat si calibrat pentru masurare in profunzime, care poate fi integrat
n sistemele de detectie si viziune 3D, eliminand nevoia de a pro-
iecta sisteme optice specializate sau de a face fata provocarilor de
integrare electromecanicd. Acest lucru, la randul sdu, accelereaza
timpul de lansare pe piatd prin simplificarea procesului complex
de proiectare a senzorilor. Modulul robust, de inalta rezolutie, este
proiectat special pentru a functiona intr-o gama larga de conditii
de mediu si utilizeaza tehnologia de ultima generatie a laserului
VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) de la Lumentum
Operations LLC, un furnizor de top de retele VCSEL pentru aplicatii
de detectie si telemetrie (LiDAR) si detectie 3D, pentru a permite
detectia intr-o gama larga de conditii de iluminare.

ADTF3175 dispune de o sursa deiilu-
minare in infrarosu cu optica, dioda
laser si driver, precum si de un traseu
de receptie cu o lentild si un filtru
optic trece-banda. Modulul include,
de asemenea, memorie flash pentru
calibrare si stocare de firmware, plus
regulatoare de tensiune pentru a genera tensiuni de alimentare
locale. Acesta vine preprogramat cu mai multe moduri de
functionare optimizate pentru distante lungi si scurte.

Modulul ADTF3175 va fi insotit de un proiect de referinta ‘open-
source’ pentru implementarea sistemului complet, de toate
driverele necesare si de acces la capabilitdtile sofisticate de
procesare in profunzime ale ADI. Compania oferd, de asemenea,
indrumari privind modul de obtinere a certificdrii de siguranta
oculara de clasa 1 pentru produsul final.

Descarcati fisa tehnica si comandati mostre:
https://www.analog.com/en/products/adtf3175

= Analog Devices | https://www.analog.com
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Ce aplicatii pot fi
automatizate cu roboti
colaborativi in
industria alimentara si
a bauturilor

Robotizarea devine din ce in ce mai intensa in industria
alimentard si a bauturilor din Europa. Potrivit datelor
Federatiei Internationale de Robotica (IFR), in perioada
2015-2020, cresterea medie a numarului de roboti instalati in
industria alimentara si a bauturilor din Europa a fost de 8%.
1n 2020, in industria alimentara si a bauturilor din Europa au
fost instalati 4,187 de roboti industriali, ajungandu-se la un
total de 37,625 de roboti folositi in aceasta industrie.

In Romania, la sfarsitul anului 2020 in industria alimentara
si a bauturilor erau operationali 120 de roboti industriali, cu
27 mai multi decat la finalul anului 2019 si cu 87 mai multi
decat la finalul anului 2015.

Cobotii sustin automatizarea in multe procese din sectorul
alimentar si al bauturilor. Datorita functionalitatii lor, cele
mai comune aplicatii includ: ambalarea, paletizarea, opera-
rea masinilor, preluarea si plasarea si controlul calitatii.
Cobotii garanteaza repetabilitatea procesului, precizia,
cresterea eficientei productiei si imbunatatirea standardelor
de productie. Robotii colaborativi pot fi implementati pen-
tru a lucra pe linia de productie si pentru a coopera cu alte
masini in sisteme intralogistice. Spre deosebire de robotii
industriali traditionali, cobotii nu au nevoie de un gard de
protectie, sistemul lor de sigurantd le permite sa lucreze
“mana in mana” cu oamenii.




Coboti pentru reducerea deficitului de personal
Unilever este unul dintre cei mai mari producatori din lume
din industria FMCG. Detine aproximativ 400 de marci livrate
in 190 de tari. Unilever detine patru fabrici de productie in
Polonia. Una dintre aceste fabrici, se ocupa cu ambalarea ceaiu-
lui, care este livrat la fabrica in saci de 25 kg. Compania se
confrunta de mult timp cu lipsa angajatilor. Acest lucru a facut
Unilever sa implementeze roboti colaborativi in productie.
Dupd implementarea cobotilor UR10 furnizati de Universal
Robots, automatizarea completa a procesului de paletizare
in fabrica Unilever a permis cresterea eficientei productiei
si transferul angajatilor catre alte sarcini. Acum cutiile cu
produsele gata de vanzare sunt stivuite pe paleti de sase
roboti colaborativi. Utilizarea robotizarii a scurtat timpul de
paletizare, a optimizat ergonomia muncii si a eliberat
angajatii de cele mai obositoare sarcini. Perioada estimata
de recuperare a investitiei in robotii colaborativi de la fabrica
Unilever din Katowice este de aproximativ 12 luni.

Doua linii de productie de la fabricile Unilever au fost com-
plet automatizate. Inainte de automatizare, toate sarcinile
erau indeplinite de oameni. Operatorul din fabrica isi petre-
cea aproximativ 70% din timp pentru ambalare si 30%
pentru paletizare. Automatizarea completa a paletizarii cu
coboti a scutit operatorii de 30% din sarcinile acestora.
Cobotii efectueaza cea mai grea munca si sunt, in acelasi
timp, extrem de eficienti. In prezent, paletizeaza aproximativ
1.100 de cutii de carton intr-o tura de opt ore. In procesul
de paletizare, fiecare cutie este plasata pe un palet de catre
un robot conform unui model predeterminat.

Programarea robotilor este intuitiva si usoara

Programarea robotilor la fabrica Unilever a necesitat adapta-
rea activitatilor robotului la forma si dimensiunea ambalajelor
din carton utilizate la 0 anumitd statie de productie. Cu toate
acestea, procesul a fost similar in fiecare caz. Dupa ce atinge
numarul de cutii de pe un palet, asumat de program, robotul
trece la urmatorul strat. De obicei, un palet este format din
sase pana la zece straturi si are zece pana la doudzeci si una
de cutii pe fiecare strat. Odata ce un strat este terminat,
robotul calculeaza noua inaltime si stabileste punctul de unde
sa inceapd urmétorul. Intre timp, operatorul, de indata ce
observa ca robotul incepe sa stivueasca cutiile pe urmatorul
palet, pleaca cu marfa incarcata. Cobotul are nevoie de 20
pana la 30 de minute pentru a stivui intregul palet.

Gama larga de aplicatii pentru coboti

in industria alimentara si a bauturilor

Robotii colaborativi sunt utilizati intr-o gama larga de procese
din fabricile de alimente si bauturi. Cobotii pot indeplini sarcini
in conditii precum umiditate ridicata, temperaturi scazute si
ridicate, eliberand angajatii de sarcinile grele efectuate intr-un
mediu daunator pentru oameni. Programele de paletizare
incorporate facimplementarea usoara, chiar si pentru a satis-
face nevoile specifice ale clientilor pentru modele de paleti
si etichetare care sunt adesea necesare pentru distributia de
alimente si bauturi. Cobotii pot fi echipati cu 0 gama larga de
sisteme de prindere plug-and-play pentru a manipula cu
usurinta obiecte fragile si cu forma neregulata.

Cobotii sunt perfecti pentru procesele care necesita o igiend
speciala. Avantajul lor constd in capacitatea de a lucra non-stop,
fard pauze. Sunt o solutie buna pentru gestionarea varfurilor
sezoniere, in care cobotii vor creste eficienta fara a fi nevoie de
angajarea unor lucratori temporari. Usurinta de programare
si posibilitatea de a muta cobotii intre sarcini permite robotilor
colaborativi sa fie implementati fara probleme pe linii de pro-
ductie noi sau in alte procese, in functie de nevoile afacerii.

= Universal Robots | https://www.universal-robots.com
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Preasamblati, testati,
gata de conectare

Mai putin efort, mai putine erori: Cu cablurile gata de conectare
de labinder, cablarea cu conductoare cu un singur miez (nucleu)
nu mai este necesara. Acestea ofera baza esentiala pentru
concepte plug&work rentabile in instalarea M12 pe teren.
binder, un furnizor de top de conectori circulari industriali, ofera
cabluri preasamblate, turnate si deja testate in segmentul
standardizat M12. Clientii din domeniul automatizarilor indus-
triale le pot utiliza pentru a scurta timpul de instalare si a evita
erorile. Standardele nationale si internationale obligatorii
asigura ca produsele pot fi inlocuite rapid si usor.

Avantaje pentru utilizatori datorita standardizarii
Conectorii circulari M12 sunt componente de baza ale tehnolo-
giei de automatizare. In prezent, acestia sunt indispensabili pen-
tru conectarea senzorilor, actuatorilor si a altor componente in
domeniu — atat pentru transmiterea semnalelor si a datelor, cat
si pentru alimentarea cu energie a dispozitivelor. Conectorii M12
sunt potriviti pentru diverse retele industriale, cum ar fi CAN,
Profibus sau Profinet, in functie de codificarea acestora.
Datorita standardizarii, solutiile de conectivitate M12 sunt com-
patibile intre producatori: DIN EN 61076-2 reglementeaza cerin-
tele geometrice, caracteristicile electrice, precum si specificatiile
legate de aplicatii pentru produse si prescrie cerintele de testare.
De exemplu, DIN EN 61076-2-101 reglementeaza conectorii M12
cu codurile de la A la D pentru transmiterea semnalelor, utilizarea
fieldbus si, respectiv, Ethernet industrial. DIN EN 61076-2-109
defineste caracteristicile obligatorii ale conectorilor industriali de
date cu codificare X de pana la 10 Gbit/s, iar DIN EN IEC 61076-2-
111 se referd la conectorii de putere M12 cu codificare S, T, K si L.
Standardizarea usureaza schimbul de componente M12, ii face
pe utilizatori independenti de furnizorii individuali si — un aspect
de actualitate — ajuta la prevenirea blocajelor in aprovizionare.

Cabluri gata de conectare

Portofoliul binder de cabluri gata de conectare din segmentul
M12 include un numar mare de tipuri de conectori cu diferite
codificari. Proiectate cu 3 pana la 12 pini, produsele drepte si in-
clinate - turnate pe una sau pe ambele parti — sunt disponibile
in diferite calitati de cablu. In plus fata de dimensiunea M12,
binder oferd si alte produse gata de conectare, de exemplu pentru
factorul de forma M8, mai mic si, de asemenea, standardizat.

= binder | https://www.binder-connector.com/en
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Posibilitatimultiple
realizare a prototipurilor

Gama de instrumente disponibile care faciliteaza lansarea de noi produse nu a fost
niciodata mai extinsa. Datorita performantelor imbunatatite ale hardware-ului computerelor
desktop, accesuluila resursele cloud si disponibilitatii instrumentelor avansate de simulare,
inginerii pot modela performanta sistemelor electronice la un nivel ridicat de detaliu in

domeniul virtual, precum si in domeniul fizic, prin intermediul prototipurilor.

Autor: Simon Meadmore | Director Global IP&E

Farnell

Tn domeniul virtual, acum este posibil nu
doar sa se analizeze capabilitatile de
frecventa si nivelurile de zgomot ale cir-
cuitelor cu semnale mixte, ci chiar si com-
patibilitatea electromagnetica a acestora
poate fi evaluata inainte ca un singur circuit
integrat sa fie plasat pe o placa de circuit
imprimat (PCB).

Astfel de simuldri pot oferi un grad ridicat
de incredere in proiectare, fara a fi nevoie
de investitii in echipamente de testare de
nalta performanta pentru a efectua analize
extinse ale unui proiect de circuit. Simula-
rea poate contribui la asigurarea evitarii
greselilor de dispunere a circuitelor, astfel
incat testul final sa poata fi efectuat rapid si
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usor cu ajutorul echipamentelor inchiriate.
Instrumentele accesibile, cum ar fi cele
oferite de Altium si LabView de la National
Instruments, ofera nu doar unelte pentru
a efectua simulari SPICE, care sunt vitale
pentru evaluarea performantei analogice
a unei scheme de baza, ci si sarcini care
determina cat de bine va functiona un
proiect odata plasat si asamblat.

De exemplu, instrumentele de analiza a
stivuirii (straturilor) PCB-ului pot deter-
mina efectele parazitare asociate cu tra-
seele rutate, iar analizoarele de integritate
a semnalului vor identifica eventualele
probleme de diafonie si zgomot.

&' Farnell

AN AVIE T COMPANY

Prototipare hardware si

productie de serie mica

In pofida capabilitatilor de simulare dis-
ponibile in prezent, exista multe situatii in
care este suficient doar un prototip hard-
ware. Este posibil ca echipa sa fie nevoita sa
utilizeze implementdri hardware pentru a
testa ipoteze care sunt prea dificile sau
necesita prea mult timp pentru a fi realizate
in mediul virtual. De exemplu, este posibil
sd existe o bucla de control programata
prin software, creata pentru a rula pe un mi-
crocontroler, care trebuie evaluata in timp
real in raport cu semnalele din lumea reala
pentru a determina daca este stabila intr-o
gama de scenarii tinta.

ElectronicaeAzi nr. 6 (266)/2022




Este posibil ca un simulator de set de
instructiuni software sa nu fie pur si simplu
capabil sa furnizeze rezultate in timp util sau
sa nu fie actionat de date de intrare realiste.
Un alt scenariu este acela in care trebuie
evaluata performanta diferitelor antene
intr-un proiect de radiofrecventd (RF), iar
acest lucru poate fi realizat mai bine prin
incercarea diferitelor configuratii atasate
la un prototip hardware.

Alternativ, se poate intampla ca proiectul
sd fi progresat pand in punctul in care sunt
necesare teste de teren si teste de accep-
tare timpurie de catre clienti. In contextul
internetului lucrurilor (IoT), in special, este
important sa se vadd cum functioneaza
mai multe dispozitive intr-o retea, intre ele
si cu cloud-ul.In acest moment, echipa tre-
buie sa ia in considerare optiunile de pro-
totipare si, eventual, de productie de serie
micd pentru a putea furniza suficient hard-
ware pentru a sustine un test de teren
satisfacator.

| Solutii optime pentru crearea de prototipuri

Echipa are la dispozitie o serie de optiuni.
Care este cea mai buna va depinde de o
serie de factori. Optiunile variaza de la adau-
garea de placifiica cu /O personalizate la un
computer pe o singura placa (SBC) existent
pana la comandarea unei serii mici de
productie de la un partener de servicii de
fabricare a produselor electronice (EMS).

Dacéd scopul este de a se asigura ca soft-
ware-ul va functiona conform asteptarilor
in cadrul unui test hardware in bucla a
functiilor de baza, va fi logic sa se utilizeze
un SBC compatibil si sa se realizeze un pro-
totip de placd I/0 daca placa de serie nu
are interfetele necesare sau daca acestea
nu functioneaza la un nivel suficient.

Chiar daca proiectul final necesita o pro-
iectare personalizata a PCB-ului, eventual
folosind o variantd diferitd a microcon-
trolerului de pe placa, prototipul va furniza
suficiente informatii utile pentru a justifica
acest lucru si va reduce la minimum orice

: %s;_l__ummmu

modificari software care vor fi necesare
pentru versiunea de productie. Prin izola-
rea intrarilor/iesirilor personalizate pe o
placa fiica, echipa poate reduce la mini-
mum timpul si costurile necesare pentru a
construi un prototip viabil.

Prototipuri proiectate la comanda

Vor exista cazuri in care utilizarea unei
combinatii de hardware din comert cu I/O
personalizate nu va functiona la fel de bine
ca un prototip proiectat la comanda.

Testarea ipotezelor privind integritatea sem-
nalului poate necesita o proiectare PCB cat
mai apropiata de modelul final de productie.

Testele din teren vor necesita adesea un
hardware care sa se potriveasca intr-un cadru
fizic sau energetic foarte limitat. In acest
caz, decizia se refera la posibilitatile unui
laborator intern de a construi un prototip
functional, in comparatie cu termenele de
executie si costurile unui hardware complet
asamblat furnizat de un partener EMS. »
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m Solutii optime pentru prototipare
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Tn cazul in care complexitatea componen-
telor hardware este relativ scazutd, o opti-
une bazata pe o placa de conexiuni
(breadboard) poate fi viabila. Aceasta
poate fi 0 alegere potrivita pentru situatia
in care un SBC este combinat cu o placa
fiica 1/0 personalizata, deoarece numarul
de componente care trebuie asamblate pe
placd va fi relativ scdzut. In cazul in care
componentele sunt in mare parte discrete,
este mai usor de procurat dispozitive THT
(through-hole) care sunt compatibile cu
platformele breadboard.

Distribuitori experimentati pot oferi
consultanta echipei de proiectare atat in
ceea ce priveste optiunile de montare
pentru prototipuri, cat si in legdtura cu
tranzitia catre componente cu montare pe
suprafata pentru productia finala.

Importanta montarii componentelor

Optiunile de montare reprezinta un factor
important pentru a determina daca este
mai bine sa comandati prototipuri complet
populate de la un furnizor EMS sau sa
realizati o parte din asamblare in labo-
ratorul propriu al echipei de proiectare. O
abordare utilizata in mod obisnuit consta
in utilizarea unor instrumente precum cele
de la Altium si Autodesk cu scopul de a
proiecta un PCB pentru un prototip si apoi
asamblarea in laborator a componentelor
necesare. Pentru a utiliza aceasta abordare,
echipa se bazeazd pe o combinatie de
cunostinte de proiectare si acces la unelte
de laborator si de testare cu costuri reduse.

Spre deosebire de varianta breadboard,
proiectantii pot alege sa utilizeze nu doar
componente in capsule THT, ci si pe cele
care sunt proiectate pentru montare pe
suprafatd (SMD). Cu toate acestea, exista
restrictii practice cu privire la ceea ce poate
fi asamblat si lipit in mod realist intr-un
mediu de laborator. Acest lucru se dato-
reaza pur si simplu diferentei de precizie
dintre mainile proiectantului si echipa-
mentele automate de tip “pick-and-place’,
care pot pozitiona componente minuscule
Cu o precizie sub milimetrica.

Intr-o oarecare méasur3, tensiunea super-
ficiala a lipiturii fierbinti, presupunand ca
este depusa cu o precizie rezonabila pe
suprafata unui PCB, va ajuta la plasarea
micilor componente discrete la locul lor.
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Totusi, este evident ca montarea manuala
a componentelor discrete disponibile in
capsule SMD mai mari sau in versiunile lor
THT este mai usoara decat a dispozitivelor
cu montare pe suprafata de tip 0402 sau
mai mici.

Similar, dispozitivele cu montare pe supra-
fatd cu pini dispusi pe extremitati, cum ar fi
capsulele QFP (quad flat-pack), vor fi mai
usor de plasat si de lipit intr-un mediu de
laborator in comparatie cu cele care folo-
sesc capsule BGA (ball-grid array), deoarece,
in primul caz, inginerul poate vedea daca
pinii sunt aliniati corect inainte de lipire.

Multe circuite integrate cu montare pe
suprafata vin intr-o varietate de capsule,
astfel incat varianta QFP poate fi utilizata
pentru productia de serie mica si prototi-
puri, iar variantele de capsule BGA sau
‘chipscale’sa fie folosite in productie.

Distribuitorii cu experienta in materie de
asistentd pentru proiectare pot oferi
consultanta cu privire la componentele
care sunt potrivite pentru o abordare duala,
in care prototipul foloseste un anumit
model, iar PCB-ul final (pentru productia de
serie) va reprezenta varianta mai ieftina sau
mai compacta. Instrumentele de simulare
vor ajuta la identificarea oricaror modificari
potentiale ale integritatii semnalelor sau ale
traseelor de 1/0O care ar putea fi necesare
pentru a se adapta la tranzitia de la prototip
la productie.

Instrumente de laborator

care faciliteaza asamblarea

Existd o varietate de instrumente uzuale de
laborator, cum ar fi aparatele de lipit cu varf
fin, care usureaza lipirea componentelor.
Astdzi, microscopul contribuie substantial
la montarea dispozitivelor cu pas fin pe
pldcile de circuit imprimat.

Microscopul cu zoom stereo ofera de obi-
cei iluminare inelara pentru a ajuta la pla-
sarea cu precizie a componentelor si
pentru a sustine inspectia post-reflow. Un
dispozitiv de injectare a pastei de lipit este
un alt instrument important. De obicei,
acesta utilizeaza aer comprimat pentru a
aplica pe PCB cantitdti controlate de pasta
de lipit. Nivelul ridicat de control asupra
dozarii faciliteaza foarte mult montarea
capsulelor, precum QFP, cu un numar mare
de pini foarte apropiati intre ei.

Pentru operatiunea de lipire prin retopire
propriu-zisa, un inginer poate folosi o plita
fierbinte pentru a reface la un moment dat
unele zone ale placii. Alternativ, toate
componentele pot fi montate inainte de a
fi transferate intr-un cuptor de reflow de
laborator. Deoarece un anumit nivel de
defecte de lipire va fi inevitabil pentru toti
inginerii, cu exceptia celor mai experimen-
tati, instrumentele de testare si reparare
vor fi esentiale.

Plitele fierbinti si uneltele cu aer cald ajuta
laindepartarea componentelor nealiniate
sau defecte, pregatite pentru o operatiune
de relipire. Pentru testare, un multimetru
este un instrument important, deoarece
poate fi utilizat pentru a testa oricare din-
tre pad-urile si traseele de suprafatd vizi-
bile pentru verificarea conectivitatii.

Farnell stocheaza o gama cuprinzatoare
de instrumente de laborator fabricate de
specialisti precum Metcal si Weller si dis-
pune de expertiza internd pentru a oferi
consultanta cu privire la capabilitatile
acestora pentru asamblarea si repararea
prototipurilor.

Reunirea tuturor lucrurilor

Exista multe optiuni si compromisuri pen-
tru echipele de proiectare atunci cand
vine vorba de crearea si utilizarea prototi-
purilor in timpul dezvoltarii produselor.

Distribuitorii experimentati pot oferi sfaturi
valoroase privind aprovizionarea cu com-
ponente adecvate pentru asamblarea in
laborator si cea mai buna varianta de livra-
re catre parteneri EMS, precum si modul in
care ansamblul si optiunile de aprovizio-
nare pot fi modificate pentru a se potrivi
productiei finale. In plus, acestia pot in-
druma echipele cu privire la cele mai bune
instrumente de utilizat in laborator atunci
cand asamblarea interna este cea mai
buna directie de urmat.

Este nevoie doar de imaginatia si abilitatea
unuiinginer pentru a transforma o idee de
produs in realitate.

= Farnell
https://rofarnell.com

Eﬁ Farnell
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Care sunt cele mai bune
aplicatii pentru loT avand in
vedere noile circuite integrate
de gestiune a puterii ’

Articolul exploreaza tehnologia bateriilor pentru loT (Internetul lucrurilor). Acesta descrie
unele dintre problemele cu care se confrunta proiectantii in ceea ce priveste alimentarea
cu putere si ofera solutii de la Analog Devices. Acestea sunt foarte eficiente si pot
contribui la reducerea altor probleme ale dispozitivelor loT, inclusiv dimensiunea, greutatea
si temperatura.

Autor: Diarmuid Carey | Central Applications Engineer ANALOG
Analog Devices DEVICES
e — AHEAD OF WHAT'S POSSIBLE™
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| Tehnologia bateriilor pentru loT

Odata cu utilizarea tot mai mare a dispozitivelor l1oT in echipamente industriale,
automatizari casnice si aplicatii medicale, exista o presiune din ce in ce mai mare pentru a
optimiza partea de management a alimentarii acestor dispozitive - fie printr-un factor de
forma mai mic, o mai buna eficienta, un consum de curent imbunatatit sau timpi de

incarcare mai rapizi (pentru dispozitivele loT portabile). Toate acestea trebuie realizate intr-un
factor de forma mic, care sa nu aiba un impact termic negativ si sa nu interfereze cu

comunicatiile wireless implementate de aceste dispozitive.

Ce este loT?

Acest domeniu special de aplicatii loT se
prezintd sub diverse variante. In general, se
refera la un dispozitiv electronic inteligent,
conectat intr-o retea, care este, probabil,
alimentat de la baterie si care trimite date
precalculate catre infrastructura bazata pe
cloud. Acesta utilizeaza un amestec de sis-
teme embedded, cum ar fi procesoare, cir-
cuite integrate de comunicatie si senzori,
pentru a colecta, raspunde si trimite datele
fnapoi catre un punct central sau un alt
nod din retea. Poate fi vorba de orice, de la
un simplu senzor de temperatura care
raporteaza temperatura camerei catre o
zond centrala de monitorizare, pana la un
dispozitiv de monitorizare a starii de
sanatate a masinilor care urmareste starea
de buna functionare pe termen lung a unui
echipament foarte scump din fabrica.

In ultima instanta, aceste dispozitive sunt
dezvoltate pentru a rezolva o anumita pro-
vocare, fie ca este vorba de automatizarea
unor sarcini care ar necesita in mod normal
interventia umand, cum ar fi automatizarea
locuintelor sau a clddirilor, fie ca este vorba
de imbunatatirea capacitatii de utilizare si
a longevitatii echipamentelor in cazul apli-
catiilor loT industriale, sau chiar de imbu-
natatirea sigurantei, daca luam in conside-
rare aplicatiile de monitorizare a starii echi-
pamentelor implementate in aplicatii bazate
pe structuri, cum ar fi podurile.

Exemple de aplicatii

Domeniile de aplicatii pentru dispozitivele
loT sunt aproape infinite, in fiecare zi fiind
gandite noi dispozitive si cazuri de utilizare.
Aplicatiile bazate pe emitatoare inteligente
colecteaza date despre mediul in care se
afla pentru a lua decizii privind controlul
caldurii, declansarea alarmelor sau automa-
tizarea anumitor sarcini. In plus, instrumen-
tele portabile, cum ar fi contoarele de gaz si
sistemele de masurare a calitatii aerului,
ofera o masuratoare precisa catre un centru
de control, prin intermediul cloud-ului. Sis-
temele de urmarire prin GPS reprezinta o
altd aplicatie. Acestea permit urmdrirea con-
tainerelor de transport maritim, precum sia
animalelor, de exemplu a vacilor, prin inter-
mediul unor etichete auriculare inteligente.

www.electronica-azi.ro u ﬂ m

Acestea reprezinta doar o mica parte a dis-
pozitivelor conectate in cloud.

Alte domenii includ aplicatiile purtabile de
asistenta medicala si de detectare a infra-
structurii.

O zona cu o crestere semnificativa este
reprezentata de aplicatiile industriale loT,
care fac parte din cea de-a patra revolutie
industriald, in care fabricile inteligente
ocupa un loc central. Exista o gama larga
de aplicatii loT care, in cele din urma,
incearca sa automatizeze cat mai mult
posibil din fabrica, fie ca este vorba de uti-
lizarea vehiculelor cu ghidare automata
(AGV), de senzori inteligenti, cum ar fi eti-
chetele RF sau aparatele de mdsurare a
presiunii, sau de alti senzori de mediu
pozitionati in jurul fabricii.

Din perspectiva ADI, la nivel inalt, loT s-a
concentrat pe cinci domenii principale:

» Aplicatii inteligente de monitorizare a
semnelor vitale care sprijinad sdnatatea,
atat la nivel clinic, cat si la nivelul
consumatorului.

» Fabrici inteligente — se concentreaza pe
construirea industriei 4.0 prin transfor-
marea fabricilor in structuri mai recep-
tive, mai flexibile si mai usoare.

» Cladiri inteligente/orase inteligente -
utilizarea detectiei inteligente pentru
securitatea cladirilor, detectarea ocuparii
locurilor de parcare, precum si pentru
controlul termic si electric.

» Agriculturd inteligenta - utilizarea
tehnologiei disponibile pentru a
permite o agricultura automatizata si
utilizarea eficientd a resurselor.

» Infrastructurd inteligenta — utilizdnd
tehnologia noastra de monitorizare
bazata pe conditiile de functionare
pentru a monitoriza deplasarea si
sanatatea structurala.

Mai multe informatii despre aceste dome-
nii de interes si despre tehnologiile dispo-
nibile pentru a le sustine pot fi gasite la:
https.//www.analog.com/en/applications/
technology/internet-of-things.htm!

Provocari legate de proiectarea loT
Care sunt principalele provocari cu care se
confruntd un proiectant in spatiul de
aplicatii loT in continua crestere? Majorita-
tea acestor dispozitive, sau noduri, sunt in-
stalate ulterior sau in zone greu accesibile,
astfel incat alimentarea cu energie electrica
aacestora nu este o posibilitate. Acest lucru
inseamnd, bineinteles, ca ele depind in to-
talitate de baterii si/sau de recoltarea de
energie ca sursd de alimentare.

Deplasarea energiei electrice in instalatii
mari poate fi destul de costisitoare. De
exemplu, luati in considerare alimentarea
unui nod loT la distanta intr-o fabrica.

Ideea de a instala un nou cablu de alimen-
tare pentru a alimenta cu energie acest dis-
pozitiv este costisitoare, dar si consumatoare
de timp, ceea ce, in esentd, lasa ca optiuni
rdmase pentru alimentarea acestor noduri
de la distanta alimentarea cu baterii sau
recoltarea energiei.

Dependenta de energia bateriei introduce
necesitatea de a respecta un buget de pu-
tere strict pentru a garanta ca durata de
viata a bateriei este maximizata, ceea ce
are, desigur, un impact asupra costului
total de proprietate al dispozitivului. Un alt
dezavantaj al utilizarii bateriei este necesi-
tatea de a oinlocui dupa expirarea duratei
sale de viata. Acest lucru include nu numai
costul bateriei in sine, ci si costul ridicat al
fortei de muncd pentru inlocuirea si, even-
tual, eliminarea bateriei vechi.

Un considerent suplimentar cu privire la
costul si dimensiunea bateriei — este foarte
usor ca bateria sa fie supraproiectata pentru
asigurarea unei capacitdti suficiente care sa
permita atingerea duratei de viata necesare,
aceasta fiind, deseori, mai mare de 10 ani.
Totusi, supraproiectarea duce la costuri si di-
mensiuni suplimentare, astfel incat este ex-
trem de important nu numai sa optimizati
bugetul de putere, ci si sd reduceti la mini-
mum consumul de energie, acolo unde este
posibil, pentru a instala cea mai mica baterie
posibila care sa indeplineasca in continuare
cerintele de proiectare. >
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Alimentareain loT

Tn scopul acestei discutii despre energie,
sursele de alimentare pentru aplicatiile loT
pot fi privite sub forma a trei scenarii:

» Dispozitive care se bazeaza pe alimenta-
rea cu baterii nereincdrcabile (baterie
primara)

» Dispozitive care au nevoie de baterii
reincdrcabile

» Dispozitive care utilizeaza recoltarea de
energie pentru a o furniza sistemului

Aceste surse pot fi utilizate individual sau,
alternativ, combinate daca aplicatia o cere.

Aplicatii cu baterii primare

Cunoasteti cu totii diferitele aplicatii cu ba-
terii primare, care sunt cunoscute si sub de-
numirea de aplicatii cu baterii nereincar-
cabile. Acestea sunt orientate catre aplicatii
in care se utilizeaza doar energie ocazionala
- adica dispozitivul este alimentat ocazional
inainte de a intra din nou intr-un mod de
veghe profunda in care consuma o canti-
tate minima de energie.

Principalul avantaj al utilizarii acestui tip de
sursa de alimentare este ca ofera o densi-
tate energetica ridicata si un design mai sim-
plu — deoarece nu este nevoie sd gazduiti
circuite de incdrcare/gestionare a bateriei -
precum si un cost mai mic, deoarece bate-
riille sunt mai ieftine si sunt necesare mai
putine componente electronice.

Acestea se potrivesc bine in aplicatiile cu
costuri reduse si consum redus de putere,
dar, deoarece aceste baterii au o durata de
viatd limitatd, nu sunt potrivite pentru
aplicatiile in care consumul de energie este
putin mai mare, astfel incat acest lucru
genereaza un cost atat pentru inlocuirea
unei baterii, cat si costul tehnicianului de
service necesar pentru inlocuirea bateriilor.

Luatiin considerare o instalatie loT mare, cu
multe noduri. In timp ce aveti un tehnician
la fata locului pentru a inlocui bateria unui
dispozitiv, foarte adesea toate bateriile vor
sfarsi prin a fi inlocuite deodata pentru a
economisi costul fortei de munca.

Desigur, acest lucru inseamna o risipa si nu
face decat sa se adauge la problema globala
adeseurilor. In plus, bateriile nereincircabile
livreaza doar aproximativ 2% din energia
folositd la fabricarea lor. Restul de ~98% de
putere irosita face din ele o sursa de energie
foarte neeconomica.

Evident, acestea au un loc in aplicatiile ba-
zate pe loT. Costul lor initial relativ scazut le
face ideale pentru aplicatiile cu consum
redus de putere. Sunt disponibile o multime
de tipuri si dimensiuni diferite si, deoarece
nu au nevoie de prea multe componente
electronice suplimentare pentru incarcare
sau management, acestea reprezintd o
solutie simpla.

Din punct de vedere al proiectarii, provoca-
rea cheie consta in utilizarea la maximum a
energiei disponibile de la aceste mici surse
de alimentare. In acest scop, este necesar sa
se petreaca mult timp pentru a crea un plan
de buget de energie pentru a asigura maxi-
mizarea duratei de viata a bateriei, 10 ani
fiind un obiectiv comun de durata de viata.
Pentru aplicatiile cu baterii primare, merita
luate in considerare doua componente din
familia noastrd de produse nanopower — cir-
cuitele LTC3337 (Coulomb contor) si LTC3336
(Buck regulator), prezentate in figura 1.

LTC3336 este un convertor DC-DC de joasa
putere care opereaza fiind alimentat dela o
intrare de panala 15V cu un nivel de curent
deiesire de varf programabil. Intrarea poate
cobori pana la 2,5V, ceea ce il face ideal
pentru aplicatiile alimentate cu baterii.
Curentul de liniste este extrem de scazut,
de 65 nA.n ceea ce priveste convertoarele
DC-DC, acesta este destul de usor de con-
figurat si de utilizat intr-un proiect nou.
Tensiunea de iesire este programata in
functie de modul in care sunt legati pinii
OUTO - OUT3.

Dispozitivul companion al LTC3336 este
LTC3337, un circuit de monitorizare a starii
de sandtate a bateriei primare si un contor
de coulombi. Acesta este un alt dispozitiv
usor de utilizat intr-un nou proiect - pur si
simplu legati pinii IPK in functie de curentul
de varf necesar, care se situeaza in intervalul
5mA ... 100 mA.

Efectuati cateva calcule pe baza bateriei se-
lectate, apoi completati valoarea recoman-
data a condensatorului de iesire pe baza
curentului de varf selectat, care este notat
in fisa tehnica.

Concluzionand, aceasta este o pereche
excelenta de dispozitive pentru aplicatiile
IoT cu un buget de energie limitat. Aceste
componente pot sa monitorizeze cu acura-
tete atat consumul de energie de la bateria
primard, cat si sa converteasca eficient
iesirea la o tensiune de sistem utilizabila.

Aplicatii cu baterii reincarcabile

Sa trecem la aplicatiile cu baterii reincar-
cabile. Acestea reprezinta o alegere buna
pentru aplicatiile IoT cu putere mai mare sau
cu consum mai mare, in care frecventa de
inlocuire a bateriei primare nu este o opti-
une. O aplicatie cu baterii reincdrcabile este
o implementare mai scumpa din cauza cos-
tului initial al bateriilor si al circuitelor de
incdrcare, dar in aplicatiile cu consum mai
mare, in care bateriile sunt golite siincdrcate
frecvent, costul este justificat si se amorti-
zeaza in timp scurt.

In functie de chimia utilizata, o aplicatie cu
baterii reincarcabile poate avea o energie
initiald mai micd decat o celuld primard, dar
pe termen lung este optiunea mai eficienta
si, in general, este mai putin costisitoare. n
functie de nevoile de energie, o alta
optiune este stocarea cu ajutorul conden-
satoarelor sau al supercondensatoarelor,
dar acestea sunt mai degraba destinate
stocarii de rezerva pe termen scurt.

Incarcarea bateriilor implica diverse mo-
duri si profiluri specializate, in functie de
chimia utilizata. De exemplu, un profil de
incdrcare a unei baterii litiu-ion este pre-
zentat in figura 2. In partea de jos se afla
tensiunea bateriei, iar curentul de incarcare
este pe axa verticala.

Atunci cand bateria este foarte descarcata,
cain partea stanga a figurii 2, incarcatorul
trebuie sa fie suficient de inteligent pentru
a o pune in modul de preincarcare pentru
a creste incet tensiunea bateriei pana la un
nivel sigur, inainte de a intra in modul de
curent constant.

L
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In modul de curent constant, incarcatorul
injecteaza curentul programat in baterie
pana cand tensiunea bateriei creste pana
la tensiunea de plutire programata.

Charge Current vs. Battery Voltage

| Tehnologia bateriilor pentru loT

Acesta porneste in modul de curent constant,
atingand o valoare maxima de 2A pana
cand tensiunea bateriei atinge pragul de
tensiune constanta de 12,6 V.

Exista numeroase si diverse surse de ener-
gie din care se poate alege si nu este nevoie
sa fie o aplicatie in aer liber pentru a profita
de acestea.

2.2 Ah 3-Cell Battery Charge Current and Voltage vs. Time
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Figura 2: Curentul de incdrcare in functie de tensiunea bateriei.

Atat curentul cat si tensiunea programata
sunt definite de tipul bateriei utilizate - cu-
rentul de incdrcare este limitat de rata Csi
de timpul de incarcare necesar, iar tensi-
unea de plutire se bazeaza pe ceea ce este
sigur pentru baterie. Proiectantii de sis-
teme pot reduce putin tensiunea de plu-
tire pentru a contribui la durata de viata a
bateriei, daca este necesar pentru sistem
—deci, asa cum se intampla in cazul energiei
electrice, este vorba de compromisuri.

Y Vour
LT (]
D~ N

4 re -
I:SP*-'—\
LTC4182-L
CSN
| o :
me— ¥
Mln C)ZZ
24

Figura 4: LTC4162, un incdrcdtor de

baterii de 3,2 A. oAl

Atunci cand tensiunea de plutire este
atinsa, se poate vedea cum curentul de
incarcare scade la zero, iar aceasta tensiune
este mentinutd pentru un timp in functie
de algoritmul de terminare a incarcarii.

Figura 3 oferd un grafic diferit pentru o apli-
catie cu 3 celule care arata comportamentul
intimp. Tensiunea bateriei este afisata cu rosu,
iar curentul de incarcare este cu albastru.

www.electronica-azi.ro u n m

Incarcatorul mentine aceasta tensiune pen-
tru perioada de timp definita de tempori-
zatorul de terminare a incarcarii — in acest
caz, o fereastra de 4 ore. Acest timp este pro-
gramabil pe multe parti ale incarcatorului.

Pentru mai multe informatii despre incar-
carea bateriilor, precum si despre cateva
produse interesante, va recomand articolul
“Simple Battery Charger ICs for Any Chemistry.”
(https.//www.analog.com/en/analog-dia-
logue/articles/simple-battery-charger-ics-for-
any-chemistry.htmi)

Figura 4 prezinta un exemplu interesant
de incarcator “buck” de baterii versatil,
LTC4162, care poate furniza un curent de
incarcare de pana la 3,2 A si este potrivit
pentru o gama de aplicatii, inclusiv instru-
mente portabile si aplicatii care necesita
baterii mai mari sau baterii multicelula. De
asemenea, poate fi utilizat pentru a
incarca de la surse solare.

Aplicatii de recoltare a energiei

Atunci cand se lucreaza cu aplicatii loT si sur-
selelor de alimentare, o alta optiune de luat
in considerare este recoltarea energiei.

Desigur, existd mai multe considerente
pentru proiectantul de sistem, dar atractia
energiei gratuite nu poate fi subestimata,
in special pentru aplicatiile in care
cerintele de putere nu sunt prea critice si
in care instalarea trebuie sa fie “hands off”
- adicd niciun tehnician de service nu
poate ajunge la ea.

Figura 3: Tensiunea/curentul de incdrcare in functie de timp.

Pot fi captate atat energia solara, cat si ener-
gia piezoelectrica sau vibrationala, energia
termoelectrica si chiar energia RF (desi aceasta
are un nivel de putere foarte scazut).

Figura 5 ofera un nivel estimativ de energie
atunci cand se utilizeaza diferite metode
de recoltare.

In ceea ce priveste dezavantajele, costul
initial este mai ridicat in comparatie cu cele-
lalte surse de energie discutate anterior,
deoarece aveti nevoie de un element de re-
coltare, cum ar fi un panou solar, un recep-
tor piezoelectric sau un element Peltier,
precum si de un circuit integrat de conver-
sie a energiei si de componentele de acti-
vare asociate.

Un alt dezavantaj este dimensiunea gene-
rala a solutiei, in special in comparatie cu o
sursa de energie precum o celuld de tip
moneda. Este dificil sa se obtina o solutie
de dimensiuni reduse cu un colector de
energie si un circuit integrat de conversie.

Din punct de vedere al eficientei, aceasta
poate fi o solutie dificild pentru a gestiona
nivelurile scazute de energie. Se intampla
acest lucru deoarece multe dintre sursele
de energie sunt de curent alternativ, deci
au nevoie de rectificare. Diodele sunt utili-
zate pentru a face acest lucru. Proiectantul
trebuie sd se ocupe de pierderea de energie
rezultata din proprietatile lor inerente. Im-
pactul acesteia este diminuat pe masura ce
cresteti tensiunea de intrare, dar acest lucru
nu reprezinta intotdeauna o posibilitate. »
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Figura 5: Surse de energie si niveluri aproximative
disponibile pentru aplicatii diverse.

O alta optiune este recoltarea energiei de la
0 sursa piezoelectricd, care adauga un alt
nivel de flexibilitate — aceasta este o
optiune buna pentru a extrage energie de
la un motor operational, de exemplu.

Un alt dispozitiv ce poate fi alimentat de la
0 sursa piezoelectrica este ADP5304, care
functioneaza cu un curent de repaus foarte
mic (260 nA tipic fara sarcina), ceea ce il
face ideal pentru aplicatii de recoltare a
energiei de putere redusa. Fisa de date
prezinta un circuit tipic de aplicatie de re-
coltare a energiei (vezi figura 7), alimentat
de la o sursa piezoelectrica si utilizat pen-
tru a furniza energie unui ADC sau unui cir-
cuitintegrat RF.

Managementul energiei

Un alt domeniu care ar trebui sa faca parte
din orice discutie referitoare la aplicatiile cu
un buget de putere limitat este manage-
mentul energiei. Se incepe prin calcularea
bugetului de putere al aplicatiei inainte de

. a analiza diferite solutii de gestionare a
Primary L hiaggggg(\)ent L energigi. Este un pas.esen’;ial care i ajut?
Cell pe proiectantii de sisteme sa inteleaga
Battery . Switch S Sensor componentele cheie utilizate in sistem si
cat de multd energie necesita acestea. Ast-
fel, decizia de a selecta o baterie primara,
Y Co?:roei:er o baterie reincércabil, o recoltare de ener-
I L RETianscelver gie sau o combinatie a acestora ca metoda
de alimentare cu energie are un impact
Charge asupra deciziei lor.
Pump § Frecventa cu care dispozitivul loT culege
E Intermediate un semnal si il trimite inapoi la sistemul
Maximum I— <> Energy Storage central sau la cloud este un alt detaliu im-
Power T portant atunci. Fénd se analizgazé manage-
Energy Point CiirreitElow mentul puterii, care are un impact mare
Harvester Tracking Management asupra consumului general de energie. O
tehnica obisnuita consta in ciclul de utili-
] . . . . zare a energiei sau in prelungirea interva-
Figura 6: plagramlq blch d'SPOIZ't'V”(g”'ADngO lului de timp dintre trezirea dispozitivului
Intr-o aplicatie de recoltare de energe. pentru a colecta si/sau trimite date.
Dispozitivele care apar in cele mai multe
discutii despre recoltarea energiei fac parte ~ Piezoelectric
din familia de produse ADP509x 5i LTC3108, ,__1avester v tev
acestea putand acomoda o gamé largd de | — 0 J)P\"IN sw b ADC/RF/AFE
surse de recoltare a energiei cu multiple cii i AL E l hresne
de alimentare si optiuni programabile de Q ! 10 pF
incarcare si pot oferi cea mai mare flexibili- ! * x ! -[ EN PGND
tate de proiectare. O multime de sursede |~ * 1 2
energie pot fi utilizate pentru a alimenta £y R2 ¢ -
ADP509x, dar si pentru a extrage energie Yvip may -
din acea sursa de energie pentru a incirca 19.6k0 VINOK (Always on)
o baterie sau pentru a alimenta o sarcina de % NC
sistem. Pentru a alimenta nodul loT se poate MODE
utiliza orice, de la energie solara (atat in in- 7

terior, cat si in exterior) pana la generatoare
termoelectrice pentru a extrage energie
termica din caldura corpului in aplicatiile
purtabile sau din caldura motorului.
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Figura 7: Circuitul aplicatiei pentru
sursa piezoelectric ADP5304.
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Folosirea modurilor de asteptare pe fiecare dintre dispozitivele
electronice (dacd sunt disponibile) este, de asemenea, o metoda
utild atunci cand se incearca gestionarea consumului de putere
al sistemului.

Concluzie

La fel ca in toate aplicatiile electronice, este important sd seiain
considerare partea de management a puterii din circuit cat mai
devreme posibil. Acest lucru este si mai important in cazul
aplicatiilor cu restrictii de putere, cum ar fi loT. Elaborarea unui
buget de putere la inceputul procesului poate ajuta proiectantul
de sistem sa identifice calea cea mai eficienta si dispozitivele
potrivite care sa raspunda provocarilor ridicate de aceste aplicatii,
obtinand in acelasi timp o eficientd energetica ridicata intr-o
solutie de dimensiuni reduse.
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Noile ADC-uri SAR Easy
Drive™ de la Analog
Devices simplifica
proiectarea si ofera
performante de top

Analog Devices, Inc. a lansat un nou portofoliu de convertoare
analog-digitale (ADC) de 16 pana la 24-biti, cu registri de aproxi-
mare succesiva (SAR) de precizie ultra-inalta, care simplifica proce-
sul, adesea complex, de proiectare a convertoarelor ADC pentru
aplicatii de instrumentatie, industriale si medicale. Noua familie de
ADC SAR deinalta performanta dispune de tehnologia Easy Drive™
patentata de ADI si de interfata seriala periferica (SPI) versatila
Flexi-SPI care rezolva provocarile de proiectare a sistemelor si
largeste selectia de produse complementare direct compatibile.
Tehnologia Easy Drive de la

AD! mentine performanta - [JERES

dispozitivului, elimindand in . orwmars sossiac

acelasi timp multe provo-
cari traditionale de proiec-
tare la nivel de sistem, cum
ar fi liniile directoare stricte
de proiectare, cerintele ri-
guroase de sincronizare a
interfetei digitale si selectia
complicata de produse
complementare.

Interfata digitala versatila
Flexi-SPI faciliteaza integra-
rea procesorului gazdd sia
ADC-ului, oferind cerinte
de sincronizare usor de in-
deplinit. Combinatia de inalta performanta cu aceasta interfata
digitala regandita ofera o experienta de proiectare generala mai
buna, accelerand totodata ciclul de proiectare a sistemului.
Primul din familia de sase ADC-uri SAR pin-compatibile,
AD4630-24, cu canal dublu pe 24-biti, cu esantionare simultana,
cu doua Megasample (Msps) / secunda per canal, dispune de
o precizie de top in industrie (INL) de 0,9 parti per milion (ppm),
ceea ce reprezintda o imbundtatire de 4 ori mai mare in
comparatie cu altele. AD4630-24 integreaza un buffer de
referinta si toate componentele critice de decuplare intr-un
singur cip, oferind o imbunatatire de 2 ori a densitatii solutiei
in comparatie cu altele.

Caracteristici principale ale ADC-ului SAR ADC AD4630-24:

» Cea mai mare precizie: Grad de precizie garantat de 0,9 ppm INL
cu performante tipice de 0,1 ppm

» Cea mai inalta performanta: Raport semnal-zgomot de
105,7 dB tipic

« Dimensiune mica a solutiei: Capsula CSP-BGA (Chip scale ball
grid array) integreaza toate condensatoarele critice de alimentare
si de bypass de referintd pentru a reduce amprenta si numarul
de componente ale sistemului

+ Gama larga de intrare in mod comun: Asigura compatibilitatea
cu lanturile de semnale de intrare single-ended si diferentiale.

AD4630-24 cu doua canale si AD4030-24 cu un singur canal
sunt disponibile acum, iar celelalte patru ADC-uri SAR vor fi lansate
pe parcursul acestui an.

m Analog Devices | https://www.analog.com
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Mouser stocheaza
cele mai noi solutii de
senzori pentru un set
divers de aplicatii
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Mouser Electronics, Inc. continua sa isi extindad portofoliul de
solutii de senzori pentru a raspunde cererii in crestere intr-o
gama tot mai diversa de aplicatii. Distribuitorul autorizat la nivel
mondial stocheaza cei mai recenti senzori de mediu de la
producdtori de top, precum Sensirion, pe langa senzorii
calificati pentru automobile de laams OSRAM si un nou senzor
inteligent Al cu autoinvatare de la Bosch pentru utilizare in dis-
pozitive purtabile si auditive.

lata o selectie a numerosilor senzori

disponibili in prezent la Mouser:

« BHI260AP, senzorul inteligent Al cu autoinvatare de la Bosch
este prezentat ca fiind primul senzor Al cu autoinvatare din
lume pentru dispozitive purtabile si auditive. BHI260AP
integreaza o unitate de masurare inertiala (IMU) pe sase axe,
un microcontroler programabil pe 32-biti si functionalitati
software intr-o solutie de tip SiP (sistem in pachet).
https://eu.mouser.com/newsroom/publicrelations-bosch-bhi
260ap-sensor-2022final/

» Nodurile de senzori de mediu SEN5x de la Sensirion sunt
optimizate cu mai multi parametri de detectie, permitand
proiectantilor sa economiseascd costuri valoroase de cercetare
si dezvoltare, de BOM si de asamblare, oferind o solutie de
senzori 'all-in-one' care inlocuieste mai multi senzori de
mediu.
https://eu.mouser.com/newsroom/publicrelations-sensirion-
sen5x-nodes-2022final/

« Senzorul magnetic de pozitie de inalta rezolutie AS5172E de
la ams OSRAM are o constructie calificatda AEC-Q100 de
gradul 1 si ofera performante durabile pentru aplicatii auto,
cum ar fi pedalele de frana si de gaz, sistemele de masurare
a nivelului de combustibil, senzorii de unghi de directie si
potentiometre fara contact.
https://eu.mousercom/newsroom/publicrelations-ams-osram-
as5172e-2022final/

» Pentru cele mai recente articole detaliate, videoclipuri si
multe altele despre tehnologia senzorilor, accesati acest link:
https://resources.mouser.com/sensor

= Mouser Electronics | https://www.mouser.com
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Manipulare usoara

pentru aplicatii complexe:
Platforma de prototipare
Nordic Thingy:53 la Rutronik

Bazat pe modelul nRF5340 Dual-Core Arm® Cortex® M-33 multi-
protocol SoC (System-on-Chip) de la Nordic, Thingy:53 dispune de
circuitul integrat de gestiune a puterii (PMIC - Power Management IC)
nPM1100, de front end-ul nRF21540 (FEM - Front End Module) si de
un amplificator de putere/de zgomot redus (PA/LNA). Acest lucru
permite ca modelele de invatare automata (ML — Machine Learning)
incorporate sé fie rulate direct pe dispozitiv. Platforma de prototipare
este echipata cu mai multi senzori de miscare si de mediu si cu o bate-
rie Li-Poly de 1350 mAh. Platforma suporta protocoalele Bluetooth®
LE, Thread, Matter, Zigbee, IEEE 802.15.4, NFC si Bluetooth Mesh RF.
Rutronik a sprijinit Nordic in realizarea produsului cu expertiza
specializata in domeniile tehnologiei senzorilor, PoC-urilor si ML,
precum si cu competente interdisciplinare de sistem. De exemplu,
expertii Rutronik au sfatuit ce componente sunt cele mai potrivite.
Rezultatul este un produs usor de utilizat pentru crearea de dovezi
de concept si prototipuri wireless avansate cu functii ML. La adresa
https://www.rutronik24.com, Thingy:53 si componentele sale indi-
viduale sunt disponibile pentru reproducerea produsului.
Thingy:53 este o platforma de prototipare multi-senzor cu conec-
tivitate wireless multi-protocol cu raza scurta de actiune, care
ofera un timp redus de lansare pe piata a aplicatiilor embedded
cu invatare automata.
Functionalitatea ML integra-
ta permite dezvoltatorilor sa
utilizeze senzorii Thingy:53
in aplicatii precum recunoas-
terea vorbirii sau identifica-
rea modelelor in miscare. De
exemplu, accelerometrul si un microfon cu PDM (Pulse Density
Modulation) trezesc SoC-ul nRF5340 din modul standby atunci
cand sunt declansate de miscare sau de sunete. Prin mentinerea
platformei in modul de veghe cat mai mult timp posibil, pot fi
realizate aplicatii ML de economisire a consumului de putere. In plus,
aceastd utilizare eficienta prelungeste durata de viatd a bateriei.
Thingy:53 include o serie de senzori care masoara temperatura,
umiditatea, calitatea aerului si presiunea, precum si lumina ambien-
tala si culoarea. Platforma dispune, de asemenea, de un accelero-
metru cu consum redus de putere si de o unitate de mdsurare inertiala
pe sase axe. Un microfon MEMS si un buzzer, precum si butoane
programabile individual si LED-uri RGB, completeaza produsul.
SoC-ul nRF5340 dispune atat de un procesor de retea, cat si de un
procesor de aplicatii dedicat. Prin utilizarea resurselor de calcul
dedicate, procesorul permite o conexiune wireless stabila si fara
probleme. Procesorul de aplicatii Arm Cortex-M33 de 128 MHz
asigura ca platforma de prototipare poate procesa sarcini com-
plexe de calcul de invdtare automata si algoritmi complecsi.
Memoria este suficienta si include o memorie flash de 1 MB si o
memorie RAM de 512 kB. Aplicatia nRF Edge Impulse de la Nordic
permite ca datele senzorilor sa fie transferate prin Bluetooth LE
catre dispozitivul mobil conectat si sa fie incdrcate in cloud (contul
Edge Impulse Studio) pentru instruire, iar modelele ML instruite
sd fie descarcate pe Thingy:53.

m Rutronik | https://www.rutronik.com
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Our Deionized Water and Pure Deionized Water
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Farnell livreaza din stoc
produsele de mare putere ale
companiei Power Integrations

Portofoliul extins de solutii de la Power Integrations include acum 45 de produse de mare

putere disponibile pentru livrare rapida de la Farnell

Farnell, o companie Avnet si distribuitor
global de componente, produse si solutii
electronice, si-a consolidat gama cuprin-
zatoare de solutii de putere prin addugarea
driverelor de poarta de mare putere de la
Power Integrations, disponibile acum pentru
livrare rapida din stoc.

Gama de produse de mare putere de la
Power Integrations este definita de:

o SCALE™-2:Plug-and-Play (UK) (SG) (NA)

« 1S05125I: DC-DC Power Supply (UK)
(SG) (NA)

o SCALE-2: Driver Core (UK) (SG) (NA)

o SCALE-2+: Driver Core (UK) (SG) (NA)

o SCALE-iDriver™: Circuite integrate
certificate AEC-Q100 (UK) (SG) (NA)

Produsele de mare putere de la Power
Integrations oferd proiectantilor drivere de
poarta plug-and-play pentru tranzistori bi-
polari cu poarta izolata (IGBT), cu tensiuni
de blocare de la 600V la 6500V, care furni-
zeazd intre 1 W si 20 W per canal.

De asemenea, sunt disponibile drivere de
poarta pentru MOSFET-uri traditionale si
MOSFET-uri SiC, precum si pentru IGBT-uri.
Driverele de poarta SCALE sunt compo-
nente critice in aplicatiile de mare putere,
precum energia solara si eoliana, actio-
narile motoarelor industriale, industria
auto, vehicule electrice, sectorul feroviar si
linii de transmisie de curent continuu de
nalta tensiune.

40

Tehnologia de drivere de poarta universal
aplicabila a companiei Power Integrations,
care se gaseste in circuitele integrate si in
nucleele lor, suporta, de asemenea, drivere
plug-and-play care acopera o gama larga
de module de drivere de poartd de mare
putere si de inalta tensiune. Toate driverele
plug-and-play sunt echipate cu convertoare
DC-DC, protectie la scurtcircuit, fixare activa,
monitorizare a alimentarii si multe altele.

Simon Meadmore, Vicepresedinte al depar-
tamentului de management al produselor
si furnizorilor de la Farnell, a declarat:

“Suntem incantati sd oferim o gamd com-
pleta de produse de mare putere de la Power
Integrations, inclusiv produse certificate pen-
tru aplicatii auto. Acest portofoliu extins ne
asigurd cd putem sprijinio gamd mailargéd de
clienti, cum ar fi proiectantii care au nevoie de
cele mai recente solutii de alimentare pentru

/2022
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aplicatii pentru vehicule electrice si vehicule
electrice hibride plug-in. Farnell stocheazd, de
asemenea, produse pentru aplicatiile emer-
gente SiC si MOSFET pentru a aborda aceastd
piatd in plina expansiune si, prin extinderea
liniei noastre de produse de mare putere de la
Power Integrations, le permitem clientilor
nostri sd isi mentind un avantaj competitiv
si sd aducd pe piatd solutii noi si inovatoare
mult mai rapid.”

Power Integrations este un inovator de
frunte in domeniul tehnologiilor semicon-
ductoare pentru conversia de putere de
fnalta tensiune. Circuitele integrate ale
companiei permit realizarea unor surse de
alimentare AC-DC compacte si eficiente din

LABORATOR | Aplicatii cu dispozitive de putere de la Pl

punct de vedere energetic pentru o gama
extinsd de produse electronice, inclusiv
telefoane inteligente, electrocasnice, auto-
matizari inteligente pentru locuinte si afaceri,
contoare inteligente de utilitati, lumini LED
si numeroase aplicatii industriale si loT
(Internetul lucrurilor).

Clientii pot beneficia, de asemenea, de Pl
Expert™, un instrument de proiectare auto-
matd a surselor de alimentare care accepta
atat dispozitive bazate pe MOSFET-uri de
siliciu, cat si pe PowiGaN™ si mai multe arhi-
tecturi de alimentare. Programul bazat pe
web accelereaza procesul de proiectare
prin generarea schemei complete, a elemen-
telor magnetice si a listei de materiale de la
intrarile parametrice de baza.

Farnell oferd o gama extinsa de produse
din portofoliul sdu de semiconductori pentru
a sprijini inginerii proiectanti. Clientii au, de
asemenea, acces gratuit la resurse online,
fise tehnice, note de aplicatii, videoclipuri
si seminarii web.

Produsele de mare putere ale companiei
Power Integrations sunt disponibile pentru
livrare rapidd de la Farnell in EMEA, element14
in APAC si Newark in America de Nord.

= Farnell | https://rofarnell.com

§§ Farnell

Farnell ofera livrare rapida a portofoliului de inalta putere al Power Integrations, care include:

m Produse Plug-and-Play, produse de baza si circuite integrate

o SCALE-2 Plug-and-Play IGBT Gate Driver 1SP0335: (UK) (SG) (NA). Avand o unitate de alimentare separatd pentru modulele IGBT,
acest driver de poartd IGBT are interfete cu fibra optica si comanda de poartd de +15V (stabilizatd) / -10V. Suporta topologii pe
doua si mai multe niveluri cu protectie dinamica la scurtcircuit IGBT si blocare activd avansata dinamica. Modelul 1SP0335 este
proiectat pentru a comanda module IGBT in conditii de siguranta si fiabilitate cu o tensiune de izolare de 10,2 kV si tensiuni de
blocare de la 3,3 kV la 6,5 kV. Driverul este optimizat pentru aplicatii de inalta fiabilitate in sectorul feroviar si utilizeaza o structura
de tip principal/periferic care permite functionarea in siguranta a modulelor IGBT conectate in paralel. Driverele sunt, de asemenea,
disponibile pentru toate modulele IGBT compatibile din punct de vedere mecanic. Configuratia plug-and-play permite functionarea
imediata dupd montare, asigurand ca nu se pierde timp cu proiectarea sau reglarea driverului pentru o aplicatie specifica.
Convertoarele DC-DC ISO51251 (UK) (SG) (NA) sunt oferite cu diferite tensiuni de izolare pentru a acoperi intreaga gama de
aplicatii IGBT de la 3,3 kV la 6,5 kV, de la topologii cu 2 niveluri la topologii multi-nivel.

o SCALE-2 Plug-and-Play Gate Driver 1SP0635: (UK) (SG) (NA). Avand o sursa de alimentare DC-DC incorporatd, acest driver de
poartd IGBT are interfete cu fibra opticd si comanda de poarta de +15V (stabilizatd) / -10V. Suporta topologii pe doua si mai
multe niveluri cu protectie dinamica la scurtcircuit IGBT si blocare activa avansata dinamicd. Modelul 1SP0635 este proiectat
pentru a comanda module IGBT in conditii de siguranta si fiabilitate, cu o tensiune de izolare de 6,05 kV si tensiuni de blocare
de pana la 3,3 kV. Driverul este optimizat pentru aplicatii de inalta fiabilitate in sectorul feroviar si utilizeaza o structura de tip
principal/periferic care permite functionarea in siguranta a modulelor IGBT conectate in paralel. Driverele sunt disponibile
pentru toate modulele IGBT compatibile din punct de vedere mecanic. Configuratia plug-and-play permite functionarea
imediata dupd montare, asigurand ca nu se pierde timp cu proiectarea sau reglarea driverului pentru aplicatii specifice.

o 2SP0115T Dual-Channel SCALE-2: (UK) (SG) (NA). Un driver plug-and-play compact pentru module IGBT standard de 17 mm.
Driverul dispune de o interfata cu o sursa de alimentare DC-DC incorporatd. Aplicatiile includ convertoare de energie eoliang,
actionari industriale, UPS, corectori de putere pentru fabrici, tractiune, surse de alimentare pentru cai ferate, sudurg, radiologie
si tehnologie laser, SMPS, cercetare si multe altele.

o 2SP0320 Dual-Channel SCALE-2: (UK) (SG) (NA). Un driver compact plug-and-play proiectat pentru modulele IGBT PrimePack™
de 1200 si 1700 V. Driverul de poarta dispune de o interfata electrica sau cu fibra optica cu o sursa DC-DC incorporata si permite
conectarea in paralel a modulelor IGBT pentru topologii cu 2 niveluri, 3 niveluri si multi-nivel. Printre caracteristicile cheie se
numara fiabilitatea ridicata, durata de viatd lunga si integrarea usoara pentru a scurta timpul de dezvoltare a aplicatiilor.

o SCALE-2 Driver Cores: (UK) (SG) (NA). Nucleele de driver de poarta ale Power Integrations ofera o solutie extrem de flexibild prin
includerea tuturor functiilor de driver necesare in mod obisnuit. Nucleele de driver pentru IGBT-uri sunt disponibile cu capacitati
de tensiune de blocare de la 600V la 6500 V si de la 1 W la 20 W pe canal. De asemenea, acestea sunt potrivite pentru comanda
MOSFET-urilor de putere si a dispozitivelor bazate pe materiale noi (SiC) care opereaza la frecvente de comutatie de pana la
500 kHz.

o SCALE-iDriver ICs: (UK) (SG) (NA). Aceste circuite integrate sunt drivere de poarta IGBT si MOSFET SiC cu un singur canal, inalt
integrate, intr-o capsula standard eSOP™. Izolarea galvanica consolidata este asigurata prin intermediul tehnologiei inovatoare
FluxLink™ cu izolator solid de la Power Integrations. Tehnologia FluxLink elimina necesitatea optoelectronicii de scurta durata
si a circuitelor de compensare asociate, imbunatatind astfel stabilitatea operationala si reducand in acelasi timp complexitatea
sistemului.

m Aplicatii pentru industria auto
o SCALE- iDriver: (UK) (SG) (NA). Circuitele integrate SCALE-iDriver sunt certificate AEC-Q100 si sunt proiectate pentru a comanda
module IGBT si SiC-MOSFET de 650V, 750V si 1200V pentru industria auto. Alte caracteristici cheie includ o izolare consolidata de
1200V pana la 5000 m, creepage (distanta pe placd) de 9,5 mm, ambalare cu profil redus de 2,67 mm si comunicare bidirectionala.
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Ce este un driver de convertor analog-
digital si de ce am nevoie de unul?
Dupa cum sugereaza si numele, driverele
pentru convertoarele analog-digitale (ADC)
sunt amplificatoare dedicate proiectate
special pentru a functiona alaturi de ADC-
uri, inclusiv arhitecturi bazate pe aproximari
succesive, de tip pipeline si delta-sigma.
Aceste amplificatoare specializate sunt
componente de circuit critice care permit
ADC-ului sa functioneze la performante
maxime, dupda cum va fi analizat in
sectiunile urmdtoare.

Nevoia de conditionare a semnalelor ana-
logice, inclusiv de ADC-uri, continud sa
creasca pe masura ce senzorii devin din ce
in ce mai numerosi in cadrul unei varietati
de piete finale. Aceste piete includ:

» Comunicatii

« Domeniul medical
¢ Produse de consum
« Produse industriale
¢ Industria auto
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Intelegerea funct
‘iverelor convertoarelor
analog-digita

In ceea ce priveste ADC-urile, tendinta
pietei este de a se orienta catre dispozitive
cu rezolutie si viteza mai mari, pe mdsura ce
costul acestor solutii devine mai accesibil.

intelegerea intrarilor ADC

Inainte de a discuta despre functiile tehnice
cerute unui driver ADC, este necesara o
scurtd prezentare generald a arhitecturii de
intrare a ADC-urilor actuale. Un semnal
diferential poate fi definit ca doua noduri
care au semnale egale, dar opuse, in jurul
unui punct fix (nivelul de mod comun). Cele
doua noduri de semnal sunt denumite de
obicei pozitiv si negativ (neinversor si inver-
sor), asa cum se arata in figura 1.

In acest exemplu, tensiunea de intrare la
scara maxima este de 5V varf la varf diferen-
tial, fiecare linie osciland 2,5V varf la varf.
Nivelul modului comun in acest exemplu
este de 2,5V. Majoritatea CAN-urilor de
inaltd performanta de astazi implemen-
teaza o arhitectura de intrare diferentiald,

el

e (ADC

deoarece ofera performante superioare (in
raport cu intrdrile single-ended). Aceste
beneficii de performanta includ abilitatea
de a respinge zgomotul de mod comun si
semnalele de interferentd comune si o
crestere de 6 dB (sau un factor de 2) adome-
niului dinamic.

ADC-urile pot reprezenta o provocare foarte
dificila pentru proiectantii de sisteme, ofe-
rind o varietate de arhitecturi diferite de
esantionare a intrarilor care trebuie luate in
considerare la nivel de sistem.

In scopul acestei discutii, accentul va fi pus
pe ADC-urile care utilizeaza o structura cu
condensator in comutatie pentru a realiza
esantionarea pe intrare. In forma sa cea mai
elementard, aceasta structura de intrare
este compusa dintr-un condensator relativ
mic si un comutator analogic, asa cum se
arata in figura 2.

Atunci cand comutatorul este configurat in
pozitia 1, condensatorul de esantionare este
incdrcat la tensiunea nodului de esantio-
nare, in acest caz Vs.
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Apoi, comutatorul este trecut in pozitia 2,
unde sarcina acumulata pe condensatorul
de esantionare este transferata catre restul
circuitelor de esantionare. Procesul incepe
apoi din nou.

O intrare cu condensator in comutatie fara
tampon, precum cea descrisd mai sus,
poate cauza probleme semnificative la
nivelul sistemului. Curentul necesar pentru
a incarca condensatorul de esantionare la
tensiunea corespunzatoare trebuie sa fie
furnizat de circuitele externe conectate la
intrarea ADC. Atunci cand condensatorul
este comutat la nodul de esantionare
(pozitia 1 a comutatorului din figura 2), va
fi necesara o cantitate mare de curent pen-
tru a incepe incdrcarea condensatorului.

3.75v

25V

1.25V

3.75V

1.25V

Magnitudinea acestui curent instantaneu
este o functie de marimea condensatorului
de esantionare, de frecventa la care este
comutat condensatorul si de tensiunea
prezentd pe nodul de esantionare.

Acest curent de comutatie poate fi descris
prin urmatoarea ecuatie:

in= CVf

Tn acest exemplu, C este capacitatea conden-
satorului de esantionare, V este tensiunea
prezentad pe nodul de esantionare (notatd
aici Vs), iar f este frecventa la care comuta-
torul de esantionare este pornit si oprit.
Acest curent de comutatie are ca rezultat
varfuri de curent ridicate pe nodul de esan-
tionare, asa cum este ilustrat in figura 2.

Implicatiile acestui curent de comutatie
trebuie sa fie luate in considerare la proiec-
tarea circuitelor analogice din fata conver-
torului A/D. Pe madsurd ce acest curent
trece prin orice rezistenta, se va produce o
cadere de tensiune, ceea ce va duce la o
eroare de tensiune la nodul de esantionare
al convertorului A/D.

www.electronica-azi.ro u n m

IGEMEXN Exemplu de unda sinusoidald diferentiald.

LABORATOR | Comanda convertoarelor ADC

De asemenea, poate aparea o distorsiune daca
nodul de intrare nu este complet stabilizat
nainte de urmatorul ciclu de esantionare.

Solutie: Driverele ADC

Mentinerea integritatii necesare a semna-
lului senzorului pentru a profita pe deplin
de aceste rezolutii mai mari si de aceste
ADC-uri de viteza mai mare devine foarte
dificila. Pe masura ce rezolutia si viteza ADC-
ului cresc, efectele zgomotului si ale distor-
siunilor din semnalul senzorului devin mai
vizibile. La viteze de esantionare ADC mai
mari, trebuie avut grija sa se asigure cd sem-
nalul de intrare s-a stabilizat inainte de mo-
mentul esantionarii si ca semnalele cu latime
de banda mai mare nu se suprapun peste
latimea de banda a semnalului de interes.

Aceasta caracteristica este ideald pentru a
se asigura ca semnalul diferential rezultat
este centrat in intervalul de tensiune de
intrare al ADC-ului, maximizand astfel
intervalul dinamic.

In sfarsit, la fel ca majoritatea amplifica-
toarelor, driverele ADC pot asigura ampli-
ficarea semnalului de intrare, precum si
filtrarea activa. Trebuie remarcat ca majori-
tatea driverelor ADC sunt specificate cu un
castig relativ scazut, de obicei castiguri de
numai 1 sau 2 V/V. Mentinand castigul in
bucla inchisa al amplificatorului la un nivel
scazut, castigul buclei este maximizat, ceea
ce duce la cea mai mica distorsiune.

De exemplu, daca un amplificator are un
castig in bucla deschisa de 100 dB si este
configurat pentru un castig in bucla inchisa
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Pentru a depasi aceste provocari legate de
conditionarea semnalului, multe aplicatii
ADC necesita un driver ADC care sa asigure
o stabilizare si un antialiasing (o filtrare trece
-jos) suficiente. Dupa cum s-a descris mai
sus, majoritatea ADC-urilor moderne imple-
menteaza o arhitecturd de intrare diferen-
tiald. Una dintre principalele functii ale
driverului ADC este de a asigura conversia
de la single-ended la diferential a semnalu-
lui de intrare.

O alta functie a driverului ADC este de a
proteja semnalul de intrare, izoland astfel
restul circuitelor de injectia de sarcina pe
nodul de intrare al ADC-ului. Driverul ADC
furnizeaza o sarcina instantanee pentru a
se asigura ca nodul de esantionare se
stabilizeaza in interiorul perioadei de con-
versie, minimizand astfel orice distorsiune
legata de stabilizare.

Majoritatea amplificatoarelor driverelor
ADC oferd, de asemenea, un pin hardware
care permite utilizatorului sa controleze
nivelul tensiunii de mod comun.

de 200, sau 46 dB, acest lucru lasd o marja
de castig in bucla deschisa de numai 54 dB
pentru a asigura liniaritatea, sau aproxima-
tiv o parte din 500. Prin urmare, este uzual
sd existe un etaj de castig separat, care este
situat aproape de sursa de semnal.

Pentru a profita la maximum de converto-
rul de date, driverul ADC trebuie sa optimi-
zeze performanta, addugand in acelasi timp
distorsiuni, zgomot si erori de timp de stabi-
lizare neglijabile la semnalul sursa. Driverul
diferential MCP6D11 a fost special proiectat
pentru a maximiza performanta ADC-urilor
de mare viteza, cum ar fi MCP33131, care
este un ADC SAR pe 16-biti, TMSPS. Pentru
un exemplu despre modul in care aceste
doua dispozitive lucreaza impreuna pentru a
maximiza performanta, analizati placa de
evaluare MCP331x1 asociata (ADM00873).

= Microchip Technology
www.microchip.com
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Intr-un ecosistem divers de protocoale loT apar o multitudine de dispozitive finale care
utilizeaza tot felul de senzori/elemente de executie, dispozitive MEMS, baterii/celule,
tehnici de recoltare a energiei, module radio si, in sfarsit, ANTENE. In orice aplicatie fara
fir, alegerea si designul antenei variaza in functie de spatiul disponibil, puterea transmisiei
siintervalul de frecventa. Totusi, exista diferente semnificative intre diferitele topologii de

retea fara fir.

Autor: Constantin Savu
ECAS ELECTRO

Internetul lucrurilor (IoT) se dezvolta con-
tinuu pe baza comunicatiilor prin unde radio.
Se estimeaza ca numarul de obiecte tehno-
logice IoT demne de remarcat, ce comunica
pe raza scurta (comerciale si de consum) a
crescut continuu pand in anul 2022 si ar
putea exista aproximativ 20 de miliarde de
dispozitive inteligente loT in functiune,
simultan cu o crestere a cererii de retea 5G.
loT a pdtruns in aplicatiile industriale sub
forma lloT (Industrial loT). Lumea dispoziti-
velor utilizate in loT (gateway-uri, modem-uri
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si statii de baza) este plina de standarde cu
protocoalele respective, care incearca sa
atenueze limitarile care vin cu hardware-ul
proprietar personalizat si lipsa neutralitatii
furnizorului. Desi nu exista o platforma loT
universala, se incearca sa existe un nivel fizic
standard (PHY) si un nivel mediu de control
al accesului (MAC) care s-ar potrivi cel mai
bine unei aplicatii alese. De exemplu, pentru
loT industrial (lloT), protocolul WirelessHART
accepta operarea in banda ISM de 2,4 GHz
folosind standardul IEEE 802.15.4. fiind

dezvoltat de HART Communications Foun-
dation pentru comunicatie cu o latentd
scazutd, fiabilitate ridicata, viata decenta a
bateriei (3-5 ani) si transmisii cu debit mediu
(~150 Mbps). Arhitecturile de retea extinsa
Low Power Wide Area Network (LPWAN)
permit distante de conexiune mari (<1 km),
duratd de viatd extrem de ridicata a bateriei
(~10 ani), dar la debit scazut de transfer
intermitent de date (3 Kbps la 375 Kbps)
in transmisii pentru aplicatii industriale,
medicale, agricole si smart city.
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Nevoi de antene diferite pentru

aplicatii cu latime de banda redusa

IoT este deosebit de retelele fara fir, care au debit extrem de mare
de date, cum ar fi 5G, wireless de inalta eficienta (HEW, cunoscut
si sub numele de IEEE 802.11ax) si WiGig, care mdresc viteze de
ordinul a 10 Gbps prin utilizarea spatiului vast de spectru con-
tinuu in unde milimetrice (mmWave) sau prin utilizarea scheme-
lor de modulatie avansatd, cum ar fi agregarea purtétoarelor,
OFDM 64-QAM si multi-utilizator MIMO (MU-MIMO).

Retelele si dispozitivele loT, valorifica benzile sub-6 GHz cu

(<5 MHz), in timp ce LTE-A utilizeaza pana la 20 MHz prin utili-
zarea schemelor de modulatie avansata. In loc sa foloseasca al-
goritmi de formare a fasciculului cu AESA, retelele loT folosesc
topologii plasa, stea sau punct-la-punct pentru a ghida inteli-
gent legaturile intre gateway-uri si dispozitive finale.

Stea ;
Plasa %

Partial conectata Total conectata

Punct la punct

o0

Dispozitivele 10T se bazeazd pe topologii specifice - fie stea
(star), fie plasa (mesh) — pentru a transmite date de la nod la nod
sau de la gateway la nod. Structura ideala a retelei depinde de
distanta de legaturd necesara (topologiile de plasa sunt limitate
la distante foarte scurte), de utilizarea bateriei (in plasa trebuie
sa fie intotdeauna in standby, in timp ce dispozitivele bazate pe
stea pot intra in modurile de repaus) si de latenta (numarul de
salturi de la noduri pentru a ajunge in cloud).

Fabricantii de produse care comunicd prin unde radio sunt
obligati saisi certifice produsele pentru a se asigura cd sunt con-
forme cu normele de reglementare de pe pietele din intreaga
lume, pentru a oferi un transmitdtor digital licentiat, atenuand
riscul oricdrei interferente in spatiul de spectru aglomerat, inclusiv
din SUA (norme FCC) si Europa (norme UE).

Topologie de plasa (mesh)

Tn topologia plas4, fiecare dispozitiv este conectat la orice alt
dispozitiv din retea printr-o legatura punct-la-punct dedicata.
Cand spunem dedicat, inseamna ca legdtura transportd date
numai pentru cele 2 dispozitive conectate. Daca sunt“n"” dispo-
zitive in retea, fiecare dispozitiv trebuie sa fie conectat cu (n-1)
dispozitive ale retelei. Numarul de legaturi intr-o topologie de
plasa cu“n” dispozitive ar fi n(n-1)/2. >

www.electronica-azi.ro u n m
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>

Avantajele topologiei plasa

1. Nu exista probleme de trafic de date,
legdtura fiind disponibild doar pentru
cate 2 dispozitive.

2. Este fiabila si robusta, esecul unei
legdturi neafectand alte legaturi.

3. Este sigura fiindca exista legaturi punct la
punct, accesul neautorizat nefiind posibil.

4. Detectarea defectiunilor este usoara.

Dezavantajele topologiei plasa

1. Fiecare dispozitiv trebuie conectat cu
altele, deci numarul de porturi I/O
trebuie sa fie mare.

2. Probleme de extindere, fiindca un
dispozitiv nu poate fi conectat la un
numar mare de dispozitive cu o
legatura punct la punct dedicata.

Topologia stelara

Tn topologia stea, fiecare dispozitiv din
retea este conectat la un dispozitiv central
numit “hub”. Spre deosebire de topologia
plasa, topologia stea nu permite comuni-
carea directd intre dispozitive, un dispozitiv
trebuie sa comunice doar prin hub. Daca
un dispozitiv vrea sd trimita date catre alt
dispozitiv, trebuie sa trimitd mai intai datele
catre hub si apoi hub-ul va transmite acele
date catre dispozitivul desemnat.

Avantajele topologiei stea

1. Cost mai mic, un dispozitiv avand nevoie
doar de un port I/0 conectat la un hub.

2. Mai usor de instalat.

3.Robustd, daca o legatura esueaza, alte
legaturi vor functiona in continuare.

4. Detectare usoara a defectarii unei
legaturi

Dezavantajele topologiei stea

1. Daca hub-ul se defecteaza, niciunul
dintre dispozitive nu poate functiona
fara hub.

2. Hub-ul necesita resurse si intretinere
regulata fiind piesa centrald a topologiei.

Parametrii definitori pentru antene

1. Directivitatea exprima concentratia unui
fascicul de radiatie intr-o anumita directie.
Prin urmare, o antena omnidirectionala e
concentratd oarecum uniform in toate cele 3
dimensiuni, in timp ce o antena directio-
nalad prezinta modele de radiatie mai in-
guste. Acest lucru este adesea realizat prin
combinarea mai multor elemente radiante.
2. Castigul - specificatia cel mai des intal-
nita in fisele de date — este o masurare a
puterii totale radiate de o antena.

Antena omnidirectionala radiaza si primes-
te energia RF in mod egal, oferind un model
de radiatie de 360 de grade care permite
conectivitate in toate directiile.

Antena directionala are o raza de aproxi-
mativ 45 pana la 90 de grade, concentrand
energia RF intr-o directie necesara si limi-
tand conectivitatea la acea zona anume.
Acest lucru poate ajuta la depasirea interfe-
rentelor si a cailor multiple, oferind o acope-
rire mai buna si mai structurata.

Antena directionala

)

Antene directionale: Panel (9-20dBi), Yagi
(11dBi), Horn (10-20dBi), Parabolic Dish
(20-40dBi).

Antene omnidirectionale: Flexy Rubber (3-
5dBi), Whip (0-2dBi), Paddle (3dBi), Mobile/
In-Vehicle(0-5dBi), PCB (2-5dBi), Chip (0-3dBi),
GPS Patch (0-3dBi), Dome (2-7dBi). dBi -
inseamnd “decibel relativ la antena izotropd”.

B,
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Antene utilizate in dispozitivele loT
Antenele folosite cel mai des in loT sunt
omnidirectionale, relativ simple, cum ar fi
antene Chip, PCB, Whip, Flexy Rubber,
Patch si antene cu fir, asigurand repro-
ductibilitate la un cost mic.

Frecventa aplicatiei loT date trebuie sd se
incadreze in latimea de banda a antenei.
Tabelul prezinta cateva aplicatii comune loT
sitehnologiile lor de retea fara fir, impreuna
cu benzile de frecventa in care functionea-
za. In timp ce majoritatea acestor aplicatii
functioneaza in benzile ISM fara licenta,
Medical Body Area Networks (MBAN) si
Wireless Avionics Intra-Communications,
ambele au benzile de frecvente dedicate.

Consideratii privind

antenele bici (Whip)

Pe langa ldtimea de bandg, exista un factor
de spatiu notabil.

Antenele whip, flexy rubber si paddle au
avantajul modularitatii, fiind externe, nu

)

o,

Antena omnidirectionala

sunt integrate pe PCB in dispozitivul loT si
pot fi mai convenabile pentru prototipuri.
Acestea sunt cele mai comune tipuri de
antene monopol, in special, whip cu un
sfert de unda (\/4). Antena “bici” consta
dintr-un fir drept flexibil sau tija. Capatul
de jos al firului este conectat la receptorul
sau transmitdtorul radio.

bttt



Adesea, ecranul cablului coaxial serveste ca
plan de masa al monopolurilor alimentate
cu coaxial, cum ar fi antenele whip, dar este
esential sa existe un plan de masa conduc-
tor suficient (\/4) in raport cu antena. Orice
lucru mai mic poate afecta eficienta radiatiei
(proportionald cu rezistenta planului de
masa), impedanta, frecventa de rezonanta
si, in cele din urmd, performanta acesteia.

Antenele whip pot fi protejate la mediu cu
un rating mare (IP67 sau IP68), calitate
importanta in mediile industriale in aer
liber sau dure, unde apa, murdaria, uleiul
si substantele chimice pot deteriora ante-
nele externe.

Siretta

+Mike 2A, antend omnidirectionald, A/2.
+Quad band 2G & 3G, 4G, 5G LTE si ISM

« Bazd magnetica puternicd, cablu 5m
«Benzile ISM 824 - 960MHz, 1710 -2170MHz
- Cablu SMA Male pe RG174 sau o variantd cu
pierderi reduse. Disponibild standard cu un
conector FME Female pe cablu RG174.

« Comenzi de volum mic cu lungimi alternative

de cablu si tipuri de conector.
)
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Siretta

« DELTASA/X/SMAM/S/S/17

« Antene 868MHZ, A/4, 100mm. Flexy rubber,
whip antena, castig 3dBi.

« Antend scurtd monopol, ce functioneazd ca
o antend bici. Formatd dintr-o srmd ca un
arg, este o antend elicoidald ingusta, sigilatd
intr-un invelis cauciuc sau de plastic pentru
protectie.

BNC TNC

Consideratii privind antena Patch
Antenele patch sunt adesea folosite in dis-
pozitivele loT cu capabilitdti GPS, deoarece
semnalele transmise de sateliti au fie po-
larizare circulara pe dreapta (RHCP), fie po-
larizare circulara stanga (LHCP), in timp ce
antenele patch pot fi proiectate pentru
polarizare dubla.

Exista inca multe antene patch care vor pre-
zenta un singur tip de polarizare, RHCP sau
LHCP, asa ca este esential sa alegeti o polari-

Siretta

« ECHO19/0.1M/UFL/S/S/17

« Antend RF 1,575GHz, GPS Ceramic Patch,
cdstig 16dBi, Montare la suprafatd.

Siretta

« ECHO 40, antend PIFA (Planar Inverted F An-
tenna). Se fixeazad pe orice suprafatd sau PCB
si lipitd la planul de masd. Performanta este
castigata cu un plan de masd metalic atasat.
Impedantd: 50 Q, Castig: 0 - 2dBi, SWR: < 3,
Radiatie: omnidirectionald, Polarizare: verticaldi.
« Benzi de frecventd @ cdstig:

- 689 - 960 MHz @ 0dBi

-1710-2710 MHz @ 2dBi

-2500- 2700 MHz @ 2dBi

» Dimensiuni: 90,3 mm x 30 mm x 3 mm.

- Greutate: 26 grame.

~

zare care sa se potriveasca cu transmisia. >
Aplicatii Tehnologia loT Frecventa Distanta
General (case si cladiri | ZigBee (IEEE 802.15.4) 868 — 915 MHz (Europa), 2,4GHz 10-100m
inteligente) Z-Wave 868 (Europa) - 900 MHZ 100-800m, 1,6Km

Bluetooth (IEEE 802.15.1)

2,4GHz

10-100m, 40-400m (Bluetooth 5.0)

Wi-Fi (IEEE 802.11)

5GHz, 5,9 GHz

900MHZ, 2,4GHz, 3.6GHz, 4,9GHz,

45m (interior)
90m (exterior)

GPS

1575,42 MHz, 1227,6 MHz, 1176,45 MHz

31 sateliti la 20.200km

lloT (Industrial loT)

WirelessHart (IEEE 802.15.4)

2,4GHz

50-100m, 250m (exterior in linie)

ISA 100.11a (IEEE 802.15.4)

2,4GHz

500m (depaseste WirelessHart)

(orase inteligente,
ferme inteligente)

LoRa 915MHz (SUA), 868 MHz (Europa), LongRange >10 km in conditii
433MHz (Asia), 2,4GHz perfecte
LPWAN Sigfox 868 MHz (Europa), 915MHz (SUA) 30-50km (mediu rural)

3-10km (mediu urban)

Medical MBAN (IEEE 802.15.6) 2360 MHz la 2400MHz 3-5m (15,6Mbps)
75m (max. 250kbps)
WBAN (IEEE 802.15.6) 2,4GHz, 400MHz, 800MHz, 900MHz max. 2m
Avionica WAIC 4200MHz la 4400MHz 50m (max. 100m)

Frecventele operationale ale diferitelor tehnologii loT

www.electronica-azi.ro u n m
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Consideratii privind antena Cip (Chip)
si antena PCB

Dispozitivele IoT cu antene incorporate pre-
cum cip (chip) si PCB au avantajul de a se
potrivi in spatii mici. Compuse din trasee
conductoare, antenele PCB prezintd adesea
castiguri mai mari decat cele bazate pe cip.
Planul de masa are o importanta deosebita
in realizarea de antene PCB, deoarece un
plan de masa mai mic poate constrange
semnificativ proiectarea cu o latime de
banda functionald mult mai ingusta,
eficienta redusa a radiatiei antenei si model
de radiatie modificat. Ca la orice antena,
volumul elementului radiativ este direct
proportional cu castigul sau, antenele PCB
incorporate ocupand mult spatiu pe placa.
Dar, dispozitivele care implementeaza o
antena PCB au avantajul de a mentine o
forma relativ plata, si permit incapsularea
usoara si montarea in orice mediu.
Antenele cu cip omnidirectional au, in
general, un model de radiatie in formd de
cardioid si prezinta unele dintre cele mai
mici castiguri. Cand sunt testate in medii
reale, aceste antene pot prezenta o direc-
tivitate mai mare intr-o anumita directie si
pot avea o orientare optima pentru gene-
rarea unei legaturi.

Aplicatiile loT purtabile, cum ar fi WBAN-
urile, vor necesita utilizarea de antene cu
Cip datorita beneficiilor de dimensiune, cu
compromisul acceptabil al distantelor mai
scurte de legatura.

Siretta

« Echo 31 antend PCB, dedicata WiFi/WLAN
dubld bandd. Cand o retea aglomeratd de 2,4
GHz este o limitare, dispozitivul poate utiliza
banda alternativd de 5 GHz.

« WiFi/ WLAN dubld banda - 2.4GHz / 5GHz
« Bluetooth / ZigBee

- Solutie incorporatd

« Avdnd 50 x 15 mm, Echo 31 este perfect
pentru aplicatiiin care spatiul intern e limitat
sau o antend externd nu este adecvata.

- Aplicatiile obisnuite pentru Echo 31 includ:
modele rezistente la apd/etanse la apd, apa-
rate de autoservire si Zigbee cu putere redusd.

Antene directionale pentru loT
Antenele directionale precum Yagi si an-
tenele sectoriale pot fi folosite pentru a ex-
tinde raza de transmisie sau pentru statiile
de baza loT.

Siretta

« Oscar 44, antend Yagi cu 5 elemente, cdstig
9 dBi, 450MHz ISM.

« Polarizare verticald sau orizontald.

+ Dimensiuni: 570 X 180 x 36mm.

- Greutate: 600g.

« Ideald pentru locatii indepdrtate, cum ar fi
statii de pompare si de tratare a apei.

Pozitionarea mecanica a unei antene direc-
tionale cu castig mare va oferi probabil o
distanta de legatura mai mare decat struc-
turile antenei omnidirectionale.
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Factor ce imbunatateste intervalul de actiune

Efect

Frecventa mai joasa

Lungimea de unda mai micd, distanta mai mare de transmitere

Putere mare la iesire

Emisia cu putere mare asigura fascicul de unde puternic la distanta

Propagare fara obstructii

Vederea directd asigura calitatea semnalelor (LoS - Line of Sight)

Polarizare

Aceeasi polarizare pentru transmisie si receptie va scadea pierderile

Antena directionala

Antena directionala ajustabila e mai bund decat cea omnidirectionala

Factori pentru imbundtdtirea intervalului de actiune

Antenele Yagi sunt adesea folosite in sis-
temele de control de supraveghere si
achizitie de date (SCADA) pentru lloT,
permitand debitul si fiabilitatea ridicate a
datelor. Antenele de tip panou (sector)
prezintd, de obicei, o latime de fascicul mai
mare decat antenele Yagi si sunt adesea
folosite in statiile de baza SigFox, LoRa si
WLAN, deoarece mai multe structuri pot fi
montate impreund, oferind o acoperire de
360 de grade.

Siretta

« Oscar 43, antend de 450 MHz, castig 5dBi,
polarizare verticald.

« Antend tip panou (sector) 195 x 236 x 47mm,
rezistentd la intemperii si vant (60m/s), cu
suport pentru montarea pe stalp.

- Cablurile pentru Oscar 43 sunt disponibile
de la Siretta: 5m, 10m si 15m.

Alte consideratii privind antena:
zgomot intern si obstacole externe

Pe langa considerentele specifice topolo-
giei antenei, exista obstacole mai generale
care pot impiedica transmiterea unui sem-
nal. Anumite componente de la bord pot
genera semnale false care pot impiedica
transmisia/receptia corecta a semnalului.
Tn plus, obstacolele care inhiba propaga-
rea, cum ar fi carcasa metalica, necesita
antene externe.

« https://www.siretta.com/products/antennas/

« https://www.youtube.com/watch?v=HX4WUaFr2M4
« https://www.youtube.com/watch?v=ZaXméwau-jc
« https://www.softwaretestinghelp.com/iot-devices/

Obstacolele de mediu, cum ar fi cladirile si
muntii, dar si conditiile meteo pot cauza ate-
nudri aleatorii (fading) ce impiedica uplink-
urile/downlink-urile adecvate. Aceasta, poate
fi o problema numai pentru sistemele cu o
distanta de legatura mult mai mare. Singura
modalitate de a proiecta ideal un sistem
loT este experimentarea cu amplasarea
componentelor, antenei si conexiunilor,
impreuna cu materialele carcasei.

Concluzie

Alegerea unei antene este o problema cu
mai multe fatete.

Asa cum exista multe standarde si proto-
coale loT care se potrivesc diferitelor apli-
catii loT, la fel exista o varietate de antene
pentru a ajuta la radierea si receptia acestor
semnale. Retelele industriale de senzori fara
fir IWSN) pot necesita noduri de senzori (si
antene) care sunt foarte fiabile, in ciuda fac-
torilor de mediu duri, care pot obtine in mod
fiabil upgrade-uri de firmware-over-the-air
pentru a mentine mdsurile de securitate
adecvate. Aplicatiile de tip agricultura
inteligentad, care probabil folosesc fie WLAN,
fie o formd de LPWAN (sau ambele) ar nece-
sita, de asemenea, antene cu rating de
protectie IP fiind externe carcasei. Majorita-
tea aplicatiilor MBAN ar necesita probabil
module portabile cu antene cu cip care au
specificatii de putere foarte stricte si care in
cele din urma comunicd cu un dispozitiv de
control printr-o legatura fara fir.

Este posibil ca aparatele inteligente precum
si casainteligenta sa nu fie la fel de stricte in
ceea ce priveste puterea, dar antenele ar tre-
bui sa se potriveasca intr-o carcasa; in aceste
aplicatii pot fi utilizate antene mici sau flexi-
bile. Structurile antenelor pot varia semnifi-
cativ pentru a se potrivi cel mai bine cu
caracteristicile de transmisie ale oricarei
aplicatii loT particulare.

Referinte WEB

« https://www.rfwireless-world.com/Terminology/loT-antenna-types.html

« https://www.iotworldtoday.com/2019/03/14/iot-test-your-antennas/

« https://www.5gtechnologyworld.com/specifying-antennas-for-various-iot-applications/

« https://www.techtarget.com/iotagenda/post/Ace-your-wireless-requlatory-compliance-tests-today
« https://www.netxl.com/blog/networking/directional-or-omni-directional-antennas/
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Antene pentru aplicatii loT

Siretta Ltd. firma din UK (Marea Britanie)
este un producator si dezvoltator de top
de produse loT, software loT si solutii loT,
pentru aplicatii industriale si aplicatii B2B.

A\ Siretta

Enabling Industrial loT]

Siretta ofera cunostinte si experienta
vastd in domeniul loT, cu accent pe tehno-
logiile celulare in sprijinul 2G (GPRS), 3G
(UMTS), 4G (LTE), NB-loT si LTE Categoria M.
Frecventele sunt, de obicei, in intervalul
75MHz - 5,8GHz, acoperind frecventele
HF, VHF, ISM, celulare, GNSS.

Portofoliul include: modemuri si terminale
celulare, routere, analizoare de retea
celulara, antene RF, inclusiv solutii pentru
WLAN, LoRa si Sigfox. Se livreazd ansam-
bluri de cabluri RF si accesorii RF.

| |

DESPRE AUTOR

DI. Constantin Savu —
Director general al fir-
mei ECAS Electro — este
inginer electronist cu o
experienta de peste 30
ani in domeniul componentelor elec-
tronice si al selectarii acestora pentru
aplicatii. Fiind bun cunoscator al com-
ponentelor si al tehnologiei de fabricatie
a modulelor electronice cu aplicatii in
domeniile industrial si comercial, coordo-
neaza direct productia la firma de profil
Felix Electronic Services.

ECAS Electro este distribuitor
autorizat pentru produsele Siretta
www.ecas.ro

A Siretta
www.siretta.com/products/antennas

Detalii tehnice
Emil Floroiu | emil@floroiu.ro
birou.vanzari@ecas.ro
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ACCESORII

m Componente pentru instalatii hidraulice

Descoperiti componentele
sistemului de incalzire centrala HUMMEL

smart & reliable connectia
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Racorduri hidraulice estetice, durabile si fabricate cu precizie

Sistemele de incalzire centrala sunt utilizate in cladiri rezidentiale, locuri de munca, cladiri
publice, precum si in locuinte private, unifamiliale. Aceasta solutie este utilizata pe baza
unei infrastructuri mai ample, dar si in circuite mai mici, bazate pe o camera de cazane
privata sau pe un semineu cu o manta de apa. In cazul majoritatii instalatiilor (electrice sau
de ventilatie), scopul este de a le “ascunde’, in principal din motive estetice, dar in cazul
sistemelor de incalzire centrala acest lucru nu este intotdeauna posibil.

Radiatorul si conductele de circulatie conectate la acesta vor ramane vizibile - motiv pentru
care multi utilizatori doresc ca acestea sa aiba un aspect estetic placut, mentinand in
acelasi timp o calitate ridicata a constructiei si durabilitate. Aici vin in ajutor noile produse
din oferta TME - echipamente hidraulice marca HUMMEL.

Oferta TME s-a extins de multi ani pentru a
include articole care depasesc cu mult sfera
dispozitivelor electrotehnice sia componen-
telor electronice. Catalogul nostru include
din ce in ce mai multe produse mecanice,
precum si produse pentru sisteme de au-
tomatizare, pneumatice - si, de asemenea,
componente pentru instalatii hidraulice.
Acelasi lucru este valabil si pentru marca
HUMMIEL, care pana acum a fost cunoscuta
de clientii nostri in principal ca furnizor de
componente mecanice, accesorii pentru
cabluri si conectori industriali.

50

Cu toate acestea, producatorul german
furnizeaza, printre altele componente
sanitare de inalta calitate, dedicate in
principal sistemelor de incalzire centrala
si de apa potabila.

Supape, capete si robineti

Singura parte a sistemelor de incalzire
centrald cu care trebuie sa se confrunte
utilizatorii obisnuiti sunt, bineinteles, val-
vele care controleaza debitul si tempera-
tura atinsa in incapere. Capul termostatic
este un exemplu de produs‘high-end'tipic

HUMMEL, care combina functionalitate,
usurinta in utilizare si design estetic.

Capetele termostatice sunt disponibile
in crom si alb, printre altele.

ElectronicaeAzinr. 6 /2022



PRODUCTIE

Capul are reglare libera in 5 trepte marcate pe scala — aces-
tea corespund unor temperaturi de la 8°C la 28°C (20°C la
setarea 3, inchidere completa la 0). Fluxul se opreste automat
in aproximativ 18 minute dupa ce temperatura ambianta
atinge temperatura selectata. In plus, capetele sunt echipate
cu un dispozitiv de siguranta care impiedicd inghetarea apei
din radiator. Regulatoarele sunt, de asemenea, disponibile
intr-o versiune compacta, cu racorduri de 1/2', 3/8" si 3/4"
Gama include, de asemenea, cartusele termostatice HELMEL
si regulatorul automat de debit.

Produsele HUMMEL includ, de asemenea, vane de debit
(de inchidere) - acestea pot fi montate cu un mic robinet
sau pot fi reglate cu ajutorul unui surub crestat, folosind o
surubelnitd. Elementele sunt disponibile in ambele variante,
dreapta si inclinata. Un produs inrudit este reprezentat de
vanele de scurgere, blocabile cu o cheie dedicatd, integrate
cu o conexiune de 3/4" (si prizad). Acestea din urma sunt uti-
lizate pentru spalarea si golirea radiatoarelor — permit efec-
tuarea in mod controlat a intretinerii radiatorului si
protejarea acestuia, in cazul in care acesta trebuie sa fie
deconectat de la circuitul de incdlzire centrala in timpul
iernii (de exemplu, intr-o casa de vacantd).

Din gama HUMMEL puteti achizitiona, de asemenea, valve
cu bila complete cu niplu cu nervuri pentru montarea
furtunurilor din plastic. Astfel de produse pot fi necesare,
printre altele, pentru prizele de apa potabila, precum si
pentru sistemele de filtrare si tratare utilizate in gospodarii
si la locul de munca.

Conexiuni si rozete de mascare

HUMMEL furnizeaza componentele cheie pentru sistemul
de incalzire centrald si anume conexiunile caloriferelor
care permit integrarea radiatoarelor in circuitul sistemului
de incalzire. Fitingurile din aceasta gama sunt disponibile
atatin variantele simpla, cat si dubla (punte) si cvadrupla,
cu configuratii drepte, inclinate si in cruce.

Fitinguri de conectare pentru un radiator
cu o distanta tipica de 50 mm.

Piesele sunt fabricate din alama placata cu nichel, ceea ce
face ca instalatia sa fie rezistenta la coroziunea externa si
internd. Conexiunile au filete in inch de: 1/4",3/8", 1/2" si 3/4",
cu o distanta standard de 50 mm. inaltimile elementelor
variaza de la 28,5 mm la 62,1 mm. Catalogul TME include,
de asemenea, conexiuni filetate flexibile, care permit reali-
zarea de conexiuni nestandardizate.
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ACCESORII

m Componente pentru instalatii hidraulice

>

Trebuie remarcat faptul cd HUMMEL pro-
duce, de asemenea, rozete de mascare
compatibile, care permit un finisaj estetic
placut al instalatiei. Gama HUMMEL include
adaptoare de compresie din otel inoxida-
bil, pentru conectarea tevilor din cupru si
plastic la radiatoare si conectarea acestora
la fitinguri cu filet in inch.

Ventilare

intretinerea de rutina pe care o necesit
sistemele de incalzire este ventilatia. Bulele
de gaz care se adund in sisteme provoaca o
scadere a performantelor - iar acestea pot
aparea nu numai in functie de sezon, ci si in
timpul lucrarilor de instalare. Robinetele de
aerisire HUMMEL sunt disponibile in mai
multe variante, printre altele ca elemente
estetice, nichelate, echipate cu un buton
patrat (actionat cu o cheie speciald). Unele
modele au un niplu pentru conectarea
furtunului, care faciliteazd efectuarea
corectd a procedurii de aerisire.

Supapa de aerisire faciliteazd
intretinerea instalatiei, pdstrand
partea esteticd in acelasi timp.

Indepértarea aerului nedorit poate fi efec-
tuata automat, utilizand dispozitivele auto-
mate — un mic element instalat in conexiunea
dedicatd a radiatorului. Supapele sunt adap-
tate la temperaturi de 115°C si presiuni de
8,5 bar si sunt, prin urmare, complet prote-
jate impotriva conditiilor intalnite chiar siin
instalatii suprasolicitate sau supuse la teste
de rezistentd.

In plus fatd de aceste solutii, HUMMEL
furnizeaza busoane obisnuite de aerisire,
adica piese care sunt instalate pe radiatoare
si care se desfac ocazional. Acestea sunt dis-
ponibile in toate dimensiunile standard, in
versiuni albe si metalice, precum siin seturi
(set de suruburi, capac si garniturd).
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Adaptoare si reductoare

Instalatiile de incalzire centrala si de apa
potabila sunt, de obicei, amplasate in locuri
vizibile, astfel incat elementele lor de con-
structie trebuie sa fie nu numai functionale
si durabile, ci si estetice.

Produsele HUMMEL indeplinesc toate
aceste cerinte. Producatorul ofera fitinguri
din alama nichelata care asigura nu numai
igiena, ci si un aspect ingrijit al instalatiei.
Acestea includ obisnuitele nipluri si mufe,
precum si elemente de reducere, inclusiv
adaptoare conice si telescopice.

Adaptoarele HUMMEL
combind precizia, durabilitatea
si atractivitatea esteticd.

Producatorul a asigurat, de asemenea, dis-
ponibilitatea interschimbarilor intre conexi-
unile cu filet european in inch si cele la
standardul britanic (BSP).

Elemente de instalare

In mod traditional, sistemele de incalzire
centrala au fost construite folosind tuburi
din otel sau cupru, dar in prezent, din cein
ce mai mult si tuburi din plastic, adica
tuburi PEX. Acesta este motivul pentru care
HUMMEL ofera numeroase accesorii hidra-
ulice pentru integrarea solutiilor moderne
in sistemele de conducte in inch.

Racord cot cu supapa discretd pentru
tevi PEX si cupru.

Gama include, printre altele, coturi de
racordare, fitinguri si inele.

Trebuie subliniat aici faptul ca majoritatea
produselor HUMMEL, desi sunt dedicate in
primul rand sistemelor de incdlzire
centrald si de alimentare cu apa potabilg,
pot fi utilizate cu succes in orice aplicatie
hidraulica.

Producatorul ofera nipluri standard, ra-
corduri, cuple, teuri, coturi si fitinguri ex-
centrice si chiar elemente de instalare
mici, cum ar fi garnituri. Fard a exclude,
desigur, accesoriile si piesele de schimb
pentru radiatoare.

Truse pentru depanare

Trusele HUMMEL pentru depanare si
reparatii sunt seturi de piese hidraulice de
baza din gama mentionatd mai sus, amba-
late in organizatoare din plastic - care
contin elementele esentiale ce pot fi nece-
sare in timpul lucrdrilor de intretinere sau
de reparatii.

Pe langa avantajul oferit de pret, seturile
HUMMEL sunt compatibile si versatile.
Daca este necesar, pot fi utilizate elemente
precum inele de teava din cupru/plastic,
racorduri sau adaptoare pentru a repara
orice instalatie standard.

Datorita materialului moale al carcasei si a
partitiilor reglabile ale acesteia, componen-
tele pentru instalatii pot fi transportate liber,
fara teama de a le zgaria sau deteriora.

UITITIE

smart & reliable connections

Text elaborat de Transfer Multisort Elektronik
Mai multe informatii: https://www.tme.eu/ro/news/li-
brary-articles/page/45472/descoperiti-componentele-
sistemului-de-incalzire-centrala-hummel/
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Edge Computing (calculul la margine) — tehnologie complementara pentru loT

in 2015, tehnologia calculului de margine (edge computing) si-a castigat definitia formala
ca o tehnologie care permite efectuarea calculelor la marginea retelei, iar din acel moment,
companiile si furnizorii de solutii au considerat si aplicat aceasta tehnologie in multe
aplicatii industriale.

In ultimii ani, au fost analizate pe larg aplicatiile si solutiile Industrie 4.0, iar in acest articol
se va vorbi despre modul in care edge computmg este |mplementata in solutiile industriale
loT si despre avantajele acestei implementari. In cele ce urmeaza, va prezentam pe scurt

concluziile trase de Karim?7, Specialist marketing de produs, Zerynth

Ce este tehnologia de calcul la margine?
In termeni simpli, calculul la margine (fiind
o denumire relativ recenta se regaseste ma-
joritar sub denumirea in engleza: edge com-
puting) inseamna efectuarea unei anumite
parti a algoritmului aplicatiei pe dispozi-
tivele din apropierea sursei de date, in loc
sa se bazeze in totalitate pe un centru de
date principal. In loc sa transmita date brute
catre un server pentru procesare si analiza,
aceasta munca este, in schimb, efectuata
acolo unde datele sunt generate efectiv, fie
ca este vorba de un magazin de vanzare cu
amanuntul, o fabrica, o utilitate extinsd sau
undeva intr-un oras inteligent.

Edge computing este un termen general care
cuprinde o multime de tehnologii si practici.
Tn acest articol, se face referire in principiu
la calculul la margine in solutii loT.
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Cum este implementata tehnologia edge
computing pentru solutii industriale?
In timpul lucrului intr-un proiect UE care a
urmadrit sa umple golul dintre provocarile
industriale loT si abilitatile tehnice ale
fortei de muncd, s-au analizat multe
provocari industriale, modul cum sunt
abordate si care sunt cele mai bune
tehnologii pentru rezolvarea lor.

Solutiile loT industriale sunt diverse, dar
cele mai uzuale sunt doua aplicatii:

« Monitorizarea si Supravegherea in timp
real a unui proces industrial.

« Intretinere predictivd asupra componen-
telor si utilajelor.

Pentru aplicatiile de monitorizare a pro-
ductiei in timp real, algoritmii de calcul de
margine constau, de obicei, din:

« Preprocesarea, filtrarea si formatarea
datelor colectate de la senzori sau dis-
pozitive. Pentru aplicatiile simple,
aceste date prelucrate vor fi trimise
catre server unde vor fi afisate vizual
utilizatorului final prin tablouri de bord.

» Pentru aplicatii complexe, cum ar fi
detectarea anomaliilor consumului de
energie sau detectarea si prezicerea starii
masinii pe baza performantei masinii,
algoritmul de calcul de margine consta
in implementarea si rularea modelelor
de invatare automata care analizeaza
datele si iau decizii sau prezic valori.

De exemplu, intr-un proiect realizat impre-
una cu o companie importanta de produc-
tie care produce piese pentru automobile,
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folosind unitatea de achizitie de date industriale
4ZeroBox, s-a putut monitoriza fluxul de productie si
s-a putut prezice defectiunea unei supape importante
care controla procesul de productie. Acesti algoritmi
au rulat pe 4Zerobox.

Solutiile de intretinere predictiva folosesc, de aseme-
nea, algoritmi de invatare automata si Al la nivelul
marginii. Intretinerea predictiva este procesul care
ajuta companiile sa elimine intretinerea preventiva
si sa prezica defectiunea si ciclul de viata al unei
componente prin modelele Al si ML.

Exista avantaje in utilizarea algoritmilor de calcul
de margine in aceste aplicatii?

Latenta (intarzierea) este definitd pur si simplu ca
timpul dintre un eveniment si rdspunsul pentru acel
eveniment. Tn multe cazuri de utilizare industrial,
latenta totala, care include procesarea si returnarea
datelor pentru a face o actiune critica, este foarte
importanta. Luati in considerare cazul unei bariere
electronice (numita si perdea luminoasa) in jurul
unui aparat de sudura. Daca cineva incalca bariera,
operatiunea de sudare se opreste singura.

Odata cu cresterea numarului de persoane care
lucreaza de la distantd, plus platformele si serviciile
digitale utilizate mai mult ca niciodatd, edge computing
este solutia pentru procesarea rapida si fiabila a
datelor. Algoritmii de calcul local au un avantaj fata
de algoritmii de procesare centrala, deoarece pot
reduce potentialele probleme de latenta. >
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Pentru o aplicatie, utilizarea unui server
central care analizeaza datele si trimite
fnapoi o actiune adecvata adauga timp de
intarziere fiecarei actiuni. Aceasta acumu-
lare de intarzieri ar putea produce efecte
periculoase in operatiunile critice.

Cu dispozitivele loT pentru calcul marginal
si centrele de date de margine pozitionate
mai aproape de utilizatorii finali, exista o
probabilitate mai mica de aparitie a unei
probleme de retea intr-o locatie indepartatd
care poate afecta clientii locali. Datoritd al-
goritmilor sdi descentralizati, dispozitivele
continud sa functioneze chiar dacd este
deconectata temporar conexiunea la cloud.

A avea o retea versatila si fiabila este foarte
important, deoarece adauga un grad de sta-
bilitate sistemului. In calitate de utilizator,
puteti fi sigur cd solutia ruleaza si executa
algoritmii pe dispozitivele de margine si nu
depinde de conectivitatea si disponibilita-
tea serverelor centrale.

Chiar daca proliferarea dispozitivelor loT
de calcul marginal pare ca mareste supra-
fata globala de atac a retelelor, ofera, de
asemenea, cateva avantaje importante de
securitate.

In general, decarece mai multe date sunt
procesate pe dispozitive locale, tehnologia
edge computing reduce cantitatea de date
efectiv expuse riscului intr-un moment dat,
deoarece nu este nevoie sd transmiteti
datele catre servere. Utilizatorii au control
deplin si acces la aceste date. Din punct de
vedere al securitatii, aceasta este o carac-
teristica importanta pentru solutiile care au
date critice.

Tehnologia de calcul de margine (edge com-
puting) este, de asemenea, beneficd pentru
mediu. Adoptarea tehnologiilor de calcul de
varf la scara largd are un impact mare asu-
pra mediului. Nu numai ca este folosita o
latime de banda mai mica pentru a trimite
date cdtre cloud, dar acum serverele cen-
trale nu au nevoie de resurse conventionale
enorme pentru a rula algoritmi.

Sunteti interesat sa aflati mai multe
despre tehnologiile de calcul marginal?
Zerynth si RS Components au creat un kit
exclusiv loT Edge si un pachet Workshop,
care este adaptat pentru auto-invatare.
Workshop-ul acoperd elementele de baza
ale loT industrial, care include infrastruc-
tura de baza a unei aplicatii loT, oferind, de
asemenea, experienta practica privind co-
lectarea de date de la masinile industriale,
trimiterea acestor date in cloud si monitori-
zarea datelor in timp real.
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Tn plus, workshop-ul discutd elementele
fundamentale ale serviciului loT Cloud, pro-
tocoalele de comunicare, edge computing,
plus cele mai bune practici in aplicarea
actualizarilor ‘over-the-air"

Z

a5 A

4ZeroBox este o unitate electronica hard-
ware modularé care simplifica dezvoltarea
aplicatiilor de Industrial 1oT, permitand
integrarea rapida cu senzori, actuatoare si
servicii Cloud.

Zerynth workshop exclusively available
on RS Components
Edge Computing and Data Collection for the Industry 4.0

Pentru a participa la acest workshop,
puteti achizitiona de la RS setul pentru
workshop cu numar de stoc 219-6059,
apoi utilizati codul exclusiv furnizat
impreuna cu kitul pe DesignSpark pentru
a accesa atelierele (https//www.rs-
online.com/ designspark/home).

Concluziondnd, edge computing inseamnd
efectuarea unei anumite pdrti a algoritmului
aplicatiei pe dispozitivele din apropierea sur-
sei de date, in loc de utilizarea in totalitate a
unui centru de date principal. Edge computing
cuprinde o multime de tehnologii si practici.

In cele ce urmeaza sunt prezentate cateva
dispozitive/ produse cu posibilitate de uti-
lizare in industria loT:

Zerynth 4ZeroBox
Placd de dezvoltare cu microcontroler pe
32-biti IND-4ZB-09-F016

4ZeroBox beneficiaza de un microcontroler
ESP32 puternic de la Espressif Systems
(240MHz, 16Mb Flash, 512KB SRAM) si ofera
multe caracteristici pe placd, precum: o
carcasa montabila pe sina DIN cu canale
pentru senzori de calitate industriala, suport
pentru Wi-fi, Bluetooth, Ethernet, LoRa, CAN,
RS485, RS232, Card SD, JTAG, I?C, SPI; ele-
mentul cripto ATECC608A de la Microchip
a fost integrat pentru a gestiona conexi-
unile securizate intr-un mod simplu, schim-
band certificate si chei, criptand mesaje
prin protocolul TLS si utilizand proceduri de
autentificare securizate.

4ZeroBox permite utilizatorului sa aleaga
cea mai buna strategie de instalare, adap-
tand-o la mediul industrial specific. In timp
ce permite achizitionarea de date de la
PLC prin porturi digitale — filtrarea datelor
la bord pentru a evita supraincarcarea
Iatimii de banda si risipa de resurse cloud

PR P4 Pas

Relay 2
In2 M MC ND € NG GND

‘ NS N RN N ]

Cod de producator
220-8613 Zerynth IND-4ZB-09-F016
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— permite, de asemenea, instalarea si ges-
tionarea senzorilor externi, pentru o expe-
rientd loT industriald completa. 4ZeroBox
este programabil in Python (sau hibrid
C/Python) datorita software-ului Zerynth.

Kit de dezvoltare pentru calcul edge
Seeed Studio Grove Al HAT

Grove Al HAT pentru Edge Computing (de-
numit in continuare “Grove Al HAT") este
construit in jurul MODULULUI Al Sipeed
MAix M1 cu procesor Kendryte. Aceasta este
o placa Al puternica, ce lucreaza impreuna
cu Raspberry Pi, cu cost redus, care ajuta
Raspberry Pi sa ruleze Alin aplicatii de calcul
marginal. De asemenea, poate functiona in-
dependent pentru aplicatiile edge computing.

MAix M1 este un modul puternic RISC-V
600MHz Al cu procesor cu nucleu dublu 64-
biti, 230GMULps 16-biti KPU (Procesor de retea
neurald), FPU accepta DP&SP, iar procesorul
audio APU suporta 8 microfoane. Pe langa
procesorul puternic Kendryte K210, placa
Grove Al HAT pentru Edge Computing ofera
o multitudine de periferice: I?°C/UART/SPI/
12S/PWM/GPIO.

LABORATOR

Au fost lansate diverse produse SIPPED Al,
iar acum existd dorinta de a aduce senzorii
si actuatoarele Grove in aplicatiile voastre Al.
Aici isi are locul Grove Al HAT pentru Edge
Computing. Sunt adaugati 6 conectori
Grove, inclusiv 1xDigital 10, 2xAnalog 10,
1x12C, 1XUART si 1xPWM. In plus, pe baza
kendryte-standalone-sdk, a fost adaugata o
interfata completa ArduinoCore-API pentru
a suporta Arduino IDE, Linux, Windows, Mac
OS Xsi alte medii de dezvoltare.

Ceea ce inseamna ca puteti rula cu usurinta
bibliotecile Grove Arduino si multe bibli-
oteci Arduino excelente pe aceasta placa.
Se doreste ca placa sd ajute la dezvoltarea
de aplicatii de calcul marginal, viziune Al,
recunoasterea vocii si alte proiecte Al.
(www.youtube.com/embed/5BF3ExLTHOQ)

| Tehnolo

e computing

BB-400 dispune, de asemenea, de NFC
pentru comunicatie cu dispozitive din
imediata apropiere, 8 linii digitale 1/0 si o
conexiune seriala pentru R5232/422/485.

181-7467 Brainboxes

Cod de producétor
Platforme suportate: BB-400
Arduino Raspberry Pi BeagleBone Linklt ONE
A AN

(0.0 100

112, Grove , Digital 10

:J1, LCD Interface

13, Grove , PWM

:SW1, Reset Button

:SW2, Boot Button

:LED1, 3.3V LED; LED2 , Boot LED
15, USB Type C

:J7, Grove, 12C

: 18 , Grove , UART

10: U9, Accelerometers Sensor
11:1)12, Grove , ADC A1

OO~ AWN

201-1445 Seeed Studio

= 11 I Cod de producitor
. 102991187

12: )10, 2x4 Pin Header , JTAG & ISP UART
13: )9, Camera Interface

14: )11, Grove , ADC AO

15: U8, MIC

16: U6, 12Cto ADCIC

17:16, 2x20 Pin Socket

18: 14, Toggle Switch for RPI 5V

19: U1, USB to UART IC

20: U4 , Sipeed Al Module

21: Camera mounting slot

Dispozitivul beneficiaza, de asemenea, de
interfata LCD si camerd, care accepta Sipeed
2,4 inch QVGA LCD si DVP, fiind utila in
cadrul unui proiect de viziune Al. Pentru
aplicatiile de recunoastere a vocii Al, este
adaugat un microfon de inalta calitate. lar
pentru aplicatii de mecatronicd, exista
integrat un accelerometru cu 3 axe, care
este mai precis si mai usor de utilizat in
comparatie cu senzorii externi.

www.electronica-azi.ro u n m
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Brainboxes Neuron Edge

Controlerul Edge Brainboxes Neuron este
un dispozitiv de calcul de margine ce per-
mite comunicare senzoriala fara fir prin
Bluetooth sau Wi-Fi.

s = [m) P I

£ % Q

Printre caracteristici pot fi evidentiate:
comunicatie masina inteligentd; procesare
marginala cu Raspberry Pi; multiple cdi de
conectare in cadrul designului compact cu
montare pe sina DIN; interfata usor de uti-
lizat; beneficiaza de Linux si software-ul
open Raspbian pentru a dezvolta aplicatii
in zona Industrie 4.0.

Caracteristici tehnice oferite de acest dis-
pozitiv: 8 linii digitale 1/0; 1 port Ethernet
pentru retea externa; 1 port Ethernet pen-
tru retea proprie; antena detasabila Wi-Fi;
Bluetooth; UPS pentru management ener-
getic; sursa de tensiune duala redundanta
5-30 VDC; modul Raspberry Pi Compute;
procesare marginala pentru a trimite date
relevante cétre aplicatie sau in cloud; soft-
ware open source; beneficiaza de avanta-
jul comunitatilor Linux si Raspbian.

Autor: Gramescu Bogdan
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Acum in stocul RS Components:

EVALKIT-
ROBOT-1

Proiect de referinta
pentru mecatronica
bazat pe STSPIN32F0A

Acest kit de evaluare pune in evidenta
modalitatea de utilizare a placii de control
STSPIN32F0A pentru comanda sistemelor
de actionare. Aplicatiile sunt numeroase,
generic cuprinse sub umbrela aplicatiilor
in actionarea sistemelor mecatronice.

EVALKIT-ROBOT-1 este un kit de evaluare
care ofera o solutie de actionare ‘ready-
to-use’ cu motor fara perii.

Datorita nivelului ridicat de integrare al
STSPIN32FOA, placa de control ofera un
nivel de putere ridicat, circuitele analogice
implementand detectarea curentului si

71

life.augmented

Placa STSPIN32FOA ofera

un nivel de putere ridicat,

protectia la supracurent, iar un microcon-
troler Cortex-MO efectueaza un control
orientat dupa camp (FOC — Field-Oriented
Control) cu pozitionare in bucla inchisa.
Toate acestea intr-un circuit cu o dimen-
siune a capsulei de 40mm x 40mm.

Motorul maxon EC-i 40, datorita circuitu-
lui magnetic optimizat, ofera o densitate

circuite analogice pentru
detectia curentului si
protectia la supracurent si
un microcontroler Cortex-M0
pentru control FOC.

Nr. stoc RS " Marca Cod de producitor
201-0209 N STMicroelectronics § EVALKIT-ROBOT-1

foarte mare a cuplului si un cuplu de
blocare foarte mic. Motorul este prezent
in combinatie cu traductorul incremental
de rotatie maxon ENX 16 EASY, care oferd
1024 impulsuri pe rotatie, o alegere
excelenta pentru controlul fiabil, robust
si de inalta precizie a pozitiei si a vitezei.

Caracteristici kit:

» 36V/6A lavarf (3A continuu)

« Controler avansat STSPIN32F0A
pentru motor cu 3 faze, integrand un
microcontroler Cortex-MO

« Tranzistoare MOSFET duale cu canal N
STL7DNG6LF3 60V, 35 mQ

» Senzori Hall

« Controlul pozitiei bazat pe control
orientat dupa camp

« Protocol de comunicatie MODBUS
prin RS-485

« Amprenta extrem de compactd
(40 mm x 40 mm)

» Motor de curent continuu fara perii
maxon EC-i 40 100 W 3-faze

 Traductor incremental de rotatie
maxon ENX 16 EASY 1024-pulsuri

RS Components vd pune la dispozitie o gamd larga de kituri de evaluare, testare, initiere, ceea ce vd permite dezvoltarea rapida de
aplicatii, beneficiind imediat de performantele circuitelor evidentiate de aceste kituri.
Pentru gama completd de kituri puteti accesa https://ro.rsdelivers.com

COMPEC

IUROCON COMPEC SRL
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On your
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Our Identification and Traceability Solutions use the
latest printing technologies and algorithms. We rely on
evolutionary experience, modernize and continuously
research new opportunities for identification and
distribution.

LTHD's partfolio includes equipment, label design
software, consumables, installation, integration and
on-site support. We also provide a wide range of die
cut parts, from basic double side adhesives to multi-
layer printed panels specialties, such as thermal
management, foams gaskets.

www.lthd.com
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Safety
by your
hand

cou

Dissipative Finger Cots and Gloves are an essential
part of many electronic production companies, as
well as laboratories, clinical environments, precision
engineering environments - and should always be
WWW.lthd.Com seen as another vital aid in an ESD Protective Area.



COMPANII

Farnell extinde portofoliul
de produse Toshiba

Toshiba si Farnell si-au consolidat parteneriatul global pentru a aduce pe piata noi

tehnologii si pentru a oferi un acces mai mare la o gama selectatd de semiconductori
de putere Toshiba — lider de piatd — si la alte dispozitive discrete.

Farnell, o companie Avnet si distribuitor
global de componente, produse si solutii
electronice, si-a consolidat parteneriatul
global cu Toshiba Electronics Europe GmbH
(Toshiba), ceea ce a dus la o extindere sem-
nificativa a liniei de produse si la cresterea
stocului de produse.

Gama de produse Toshiba disponibile la
Farnell va creste la 800 de dispozitive,
ajungand la peste 1000 de articole pana in
2023, in timp ce noi produse vor fi, de
asemenea, introduse pe parcursul anului
2022 si ulterior.

Noua colaborare recunoaste schimbdrile
rapide in modul in care clientii selecteaza
acum componentele pentru proiectele noi
si existente, in urma recentei pandemii si
a deficitului de aprovizionare cu semicon-
ductori. Farnell distribuie cu succes o gama
micd de articole de baza ale Toshiba de
mai multi ani. Cu toate acestea, portofoliul
imbundtatit se va axa pe gama Toshiba,
lider de piatd, de optocuploare, relee opto
(MOSFET), MOSFET-uri de putere de joasa
si inaltd tensiune, IGBT-uri discrete, diode
si tranzistoare de semnal mic, redresoare
de tensiune, solutii logice si de control al
motoarelor.

Simon Meadmore, Vicepresedinte al de-
partamentului de management al produ-
selor si furnizorilor la Farnell, declara:
“Farnell intretine o relatie de succes de lungd
durata cu Toshiba, iar acum este momentul
potrivit pentru a ne extinde gama cu aceasta
marcd puternicd si respectatd. Clientii nostri
se pot bucura acum de o disponibilitate
sporitd a produselor Toshiba, impreund cu
accesul rapid la tehnologii noi pe piata.
Noul acord consolideazd relatia globald din-
tre Toshiba, Farnell si Avnet Group. Ne-am
angajat s lansam in mod regulat noi dispo-
zitive pentru a ne imbundtdti portofoliul
existent de la Toshiba.”

www.electronica-azi.ro E n m

lan Wilson, Manager Senior — Distributie
si Vanzari — la Toshiba a comentat:

“In aceste vremuri de penurie globald, este
important s ne amintim cd trebuie sa ne
consoliddm sprijinul pentru a rdspunde ne-
voilor comunitdtii de ingineri care continud
sd proiecteze, sd califice, sé actualizeze si sé
repare cu cele mai recente componente.”

Toshiba dezvoltd, produce si furnizeaza o
gama larga de solutii inovatoare de semi-
conductori pentru aplicatii din domeniul
auto, industrial, Internetul lucrurilor (loT),
controlul miscarii, telecomunicatii, retele,
bunuri de larg consum si electrocasnice.

Farnell este ferm ancorata ca parte inte-
granta a grupului Avnet, ceea ce asigura
clientilor sprijin in toate etapele ciclului de
dezvoltare a produsului, inclusiv intro-
ducerea produsului, furnizarea de mostre,
dezvoltarea, productia de serie simanage-
mentul sfarsitului de ciclu de viata.

Farnell oferd o gama extinsa de produse din
portofoliul sdu cuprinzator de semiconduc-
tori pentru a veni in sprijinul inginerilor
proiectanti. Clientii au, de asemenea, acces
gratuit la resurse online, fise tehnice, note
de aplicatii, videoclipuri, webinarii si asis-
tenta tehnicd 24/5.

S N N

| e

uey
lan Wilson.{stanga), Senior Manager - D__ys_tribufie siVanzari — la Toshiba si
Simon'Meadmore (dreapta), Vicepresédinte al departamentului de management
al produselor si furnizorilor la Farnell.

Compania este specializatd in proiectarea
de sisteme de alimentare si solutii de con-
trol al motoarelor. Toshiba urmareste sa
ofere clientilor un acces mai mare la noile
tehnologii, valorificand puterea retelei
globale de distributie a Farnell.

'ly ¥

Gama de produse Toshiba, aflatd in continua
crestere, este acum disponibila pentru livra-
re rapida de la Farnell in EMEA, Newark in
America de Nord si element14 in APAC.

= Farnell | https://rofamell.com
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We have become a well-known supplier for the
Electronics Manufacturing Industry, automotive,
aerospace, medical and other industrial sectors,
providing a wide range of SMT systems, inspection
systems, component programming, rework and
dispense, automation solutions and specialized
service support.

Stay
In line

www.lthd.com
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FELIX ELECTRONIC SERVICES

SERVICI COMPLETE DE ASAMBLARE PENTRU PRODUSE ELECTRONICE

Felix Electronic Services cu o baza tehnica solida si personal calificat executa echipare de module electronice
cu componente electronice avand incapsulari variate: SMD, cu terminale, folosind procedee si dispozitive moderne
pentru pozitionare, lipire si testare. Piesele cu gabarit deosebit (conectoare, comutatoare, socluri, fire de
conectare etc.) sunt montate si lipite manual. Se executa inspectii interfazice pentru asigurarea calitatii produselor.
Se utilizeaza materiale care nu afecteaza mediul si nici pe utilizatori. Se pot realiza asamblari complexe si testari
finale in standurile de test de care dispune Felix Electronic Services sau folosind standurile de test asigurate
de client. Livrarea produselor se face in ambalaje standard asigurate de firma noastra sau ambalaje speciale
asigurate de client. Personalul are pregatirea tehnica, experienta lucrativa si expertiza cerute de executii de
inalta calitate. Felix Electronic Services este cuplat la un lant de aprovizionare si executii pentru a asigura si
alte servicii care sunt solicitate de clienti: aprovizionarea cu componente electronice si electromecanice,
proiectare de PCB si executii la terti, prelucrari mecanice pentru cutii sau carcase in care se pozitioneaza

modulele electronice si orice alte activitati tehnice pe care le poate intermedia pentru clienti.
Felix Electronic Services are implementate si aplica: 1ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Servicii de asamblare PCB

Asamblare de componente SMD
Lipirea componentelor SMD se
face in cuptoare de lipire tip reflow
cu aliaj de lipit fara/cu plumb, in
functie de specificatia tehnica
furnizata de client. Specificatii pen-
tru componente SMD care pot fi
montate cu utilajele din dotare:
Componente “cip” pan la dimen-
siunea minima 0402 (0603, 0805,
1206 etc). Circuite integrate cu pas
fin (minimum 0,25 mm) avand
capsule variate: SO, SSOP, QFP,
QFN, BGA etc.

Asamblare de componente THT
Asamblarea de componente cu terminale se face manual sau prin
lipire in val, functie de cantitate si de proiectul clientului.
Asamblare finalg, inspectie optic3, testare functionald
Inspectia optica a placilor de circuit asamblate se face in toate
etapele intermediare si dupa asamblarea totald a subansamblelor
se obtine produsul final, care este testat prin utilizarea standurilor
proprii de testare sau cu standurile specifice puse la dispozitie
de catre client.

Felix Electronic Services =
Bd. Prof. D. Pompei nr. 8, Hala Productie Parter, Bucuresti
Tel: +40 21 204 6126 | Fax: +40 21204 8130
office@felix-emsro | www.felix-emsro

Servicii de fabricatie

Programare de microcontrolere de la Microchip, Atmel, STM si
Texas Instruments cu programele date de client.

Aprovizionare cu componente
electronice si placi de circuit (PCB)
la pret competitiv. Portofoliul nos-
tru de furnizori ne permite sa achi-
zitiondm o gamd larga de materiale
de pe piata mondialg, oferind,
prin urmare, clientilor nostri
posibilitatea de a alege materialele
in functie de cerintele lor specifice
de cost si de calitate. Componentele electronice sunt protejate la
descarcari electrostatice (ESD). Acordam o atentie deosebita
respectarii directivei RoHS folosind materiale si componente
care nu afecteazd mediul.

Prelucréri mecanice cu masini controlate numeric: gaurire, decupare,
gravare, debitare. Dimensiuni maxime ale obiectului prelucrat:
200x300mm. Toleranta prelucrarii: 0,05mm.

Asigurarea de colaboriri cu alte firme pentru realizarea de tastaturi
de tip folie si/sau a panourilor frontale.

Ambalare folosind ambalaje asigurate de client sau achizitionate
de catre firma noastra.

Partener:

ECAS ELECTRO

WWW.eCas.ro
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SMARTEMS tgh oefomance™ Panasonic

SOLUTII EMERGENTE SMART FACTORY

LTHD Corporation a devenit un furnizor binecunoscut pentru industria electronicd, automotive, aerospatiald, medicald si a
altor sectoare industriale, oferind 0 gamd largd de sisteme SMT, sisteme de inspecie, programare de componente,
reprelucrare si distribuire, solutii de automatizare si asisten{d specializatd pentru servicii. Pachetele noastre de asistentd
cuprinzat oare vé ajutd sd configurati rapid si sd Tnvétati Sd eliberati imregul po tential de performanté al noului

maxim. Pen[ru a satisface nevoile clientilor nostri, ne propunem Sd ofenm solu{u compa tibile cu pract |c[|e emergente dle
Smart Factory si sa sprijinim noi tehnici de productie.

FABRICA AUTONOMA, PANASONIC INTRODUCE SERIA NPM G SERIES

Panasonic Factory Solutions Europe a introdus seria NPM G, 0 gama integratd de sisteme de productie Surface Mounted
Technology (SMT), concepute pentru a putea raspunde in timp real la solicitdrile clientilor prin actualizdri continue, ducdnd
astfel tot mai aproape de realitate conceptul de fabricd autonomd. Seria Panasonic NPM G oferd flexibilitate si optiuni
personalizabile pentru a raspunde nevoilor de producie si a extinde gradul de automatizare.

Daca majoritatea unitatilor de productie se bazeazd incd pe forta si cunoasterea angajatilor prin asa-numita metodd 5M
(Human, Machine, Material, Method, Measurement), noua serie Panasonic NPM G schimbd fundamental aceastd paradigmd
folosind Tn schimb inteligenta artificiald (Al) si productia automatd pentru imbundtdtirea procesului. Utilizarea feederului cu
auto-setare (ASF), a stencil printerului NPM-GP / L precum si a echipamentului pick and place NPM-GH, permite clientilor

sd configureze linii de productie individuale, flexibile, eficiente si economice.

ALIMENTAREA AUTOMATA

Alimentarea automatd este realizatd de cdtre utilajul ASF, care distribuie cu usurintd componente in linia de productie, fdrd
a fi necesard imbinarea cu cleme sau benzi adezive a bobinei vechi cu cea noud. Linerul de protectie este indepdrtat automat
pe o latime ce poate fi intre 4 mm si 104 mm. Unitatea de incdrcare alimenteazd apoi automat urmdtoarea bandd si se
reincarcd dupa necesitdti. Echipamentele Panasonic existente din seriile NPM si NPM-X pot fi de asemenea adaptate si
echipate cu noul ASF.

PERFORMANTA DE IMPRIMARE SI LIPIRE DE TNALTA PRECIZIE

in plus, imprimanta stencil NPM-GP / L ofera performante de imprimare si lipire de nalté precizie combinate cu un grad ridicat
de automatizare integratd. Se pot stoca pand la 10 “mdsti” care pot fi apoi comutate autonom printr-un schimbdtor dedicat. O
functie automatd de alimentare si indepdrtare a cositorului, in combinatie cu Tnlocuirea automatd a pinului de bazd care sustine
placa PCB, permit o productie eficientd si de mare vitezd. Imprimanta are o performantd de imprimare cu precizia de repetare
de +3,8 pm si un ciclu cu durata de 12 secunde, care include procesul de curdtare dupd fiecare operatiune de imprimare.
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SMARTEMS Hihéerfomance™ Panasonic

PRODUCTIVITATE $I PRECIZIE TMBUNATATITE

Mai mult decat atat, in linia de productie, capul de plasare compact si usor al masinii de pick and place NPM-GH oferd o
Tnaltd productivitate (max. 41.000 de cipuri pe ord - numdrul total de chipuri asamblate pe ord in conditii optime), cu 0
precizie remarcabild de + 15 pm, cu optiunea de plasare ultra-precisd la + 10 ym. Multumitd operatiunilor simultane fatd si
spate, operabilitatea a fost imbundtdtitd. NPM-GH madreste calitatea generald, ducand in cele din urmd la mdrirea gradului
de automatizare a liniei de productie.

SISTEME DE CONTROL BAZATE PE INTELIGENTA ARTIFICIALA

Intregul proces de productie precum si masinile sunt monitorizate prin tehnologia de comunicare feed-forward si feed-back,
numitd APC-5M. Controlul adaptiv al procesului (APC) urmdreste amplasarea corectd a componentelor pe baza pozitiei de
lipire imprimatd si transferd feedback imprimantei stencil in caz de nealiniere. APC-5M detecteazd variafii de SM,
precum si schimbari in linie in timp real si asigurd un proces de produdie fard intreruperi. Datoritd inteligentei artificiale,
sistemul de control se imbundtdieste dupd fiecare proces de produdie.

Panasonic NPM-GH,
modular mounter with
industry-leading mounting
accuracy.
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Siguranta si conformitate

Premier Distributor

WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST"

Semne de siguranta la locul de munci Marcarea fevilor Etichetare pentru logisticd Marcarea tonelor Semne vituale pentru securitatea mundi Sorbenti industriali

Blocare/marcare

Blocare pentru riscuri electrice Blocare pentru riscuri mecanice Lacite (standard 5i personalizate)

Pentru mai muite detalil contactatl LTHD, Premies Distributor Brady sau visitatl pagina noastrd de Internet: Nitps S smartid tha comi oo homl

Premier Distributor

Marcarea cablurilor/ Identificarea produselor/ Imprimante

WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST"

IMPRIMANTE DO-IT-YOURSELF PENTRU
SECURITATEA MUNCII & s

Bradyjet |5000

- . L i 1 b o i
Efectuare semn DIY Maracare tevi DIY Controlul inventarubui Instructiuni utilaj Marcarea onelor Identificare in zona de depori

IMPRIMANTE PENTRU MARCAREA CABLURILOR
$I TIPARIREA SEMNELOR DE SIGURANTA

Controbul virual al productiei

IMPRIMANTE PORTABILE IMPRIMANTE DE BISOU.

@o..ﬂ

Dimesiane masimd etichetd b 19 mm 25 mm 38 mm 50 mm 51 mm 112 mm 106 mm 110 mm 110 mm

= e

Etichete tu autolaminare Mansaane termocontractabile Identificarea produselor ru EFREP  Etichete laminate pentru Identificare

BMPI1-PLUS MP. MPS BMPEY

LTHD Corporation S.R.L.
Head Office: Timisoara - ROMANIA, 300153, 70 Ardealul Str., Ithd@Ithd.com, www.lthd.com — LTHD I
Tel.: +40 256 201273, +40 356 401266, +40 729 009922, Fax: +40 256 490813
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Although not visible,
our labels always find
the right mission.

www.Ithd.com RiERERE:®



Pregatiti pentru maine

A FARNELL, VA SPRIJINIM IN CALATORIA
DVS. ELECTRONICA SI INDUSTRIALA CU
CELE MAINOI COMPONENTE SI SERVICI]

Cele mai recente tehnologii pentru a sustine
aplicatiile de maine

O gama larga de produse pentru a va oferi
asistenta de la proiectare pana la productie

2.000 de producatori de top, ca sa puteti
proiecta cu incredere



